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La tecnología LED ha venido para quedarse y proporcionar una mayor 
eficiencia energética, ahorro de espacio y reducción de costes.

Ahora, dotada de una mayor inteligencia para una gran variedad de 
nuevas aplicaciones – como semáforos inteligentes y granjas urbanas – 
la tecnología LED se está convirtiendo rápidamente en la nueva era de 
la iluminación.

Si sus proyectos requieren de esta tecnología LED, en RS encontrará 
todo lo que necesita, desde LEDS, drivers y conectores hasta kits de 
arrays.

Más información en: 
es.rs-online.com/iluminacionLED

Ilumine su camino con LED
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¿Quieres lo mejor para
tu taller y al mejor precio?
Tu quieres Beha Amprobe
Beha-Amprobe te ofrece una amplia gama de equipos de comprobación innovadores y rentables, específi-
camente diseñados para agilizar y facilitarte el trabajo eléctrico y electrónico.

Ref: AMP320

173,82e
IVA incluido

Ref: AMP220

142,96e
IVA incluido

Ref: AM530

99,70e
IVA incluido
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60,98e
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SAFE PCB SPAIN 
vuelve a MATELEC 
con la ilusión de gene-
rar más expectativas y 
conocer nuevos part-
ners que nos ayuden a 
seguir creciendo

Todas las nuevas herramientas 
desarrolladas en nuestra web y to-
das las mejoras e inversiones que se 
han hecho en nuestra fábrica nos 
dan suficiente confianza para seguir 
creciendo. Desde la entrada de Safe 
Pcb Spain en el mercado español de 
Circuitos Impresos On-line en el año 
2013 hemos trabajado para satis-
facer las necesidades de nuestros 
clientes tratando de ofrecer siempre 
el mejor servicio al mejor precio.  

Desde aquí les animamos a cono-
cernos mejor, pueden entrar nuestra 
web, una web desarrollada para los 
responsables de compras y para los 
técnicos,  muy fácil de gestionar tan-

to para unos como para otros. Sin 
olvidar que nuestro servicio cliente 
les atenderá para cualquier consulta 
o gestión que necesiten.

Hemos implementado nuevas 
funciones en nuestra web, como el 
envío automático de ficheros para 
Stencil una vez validado su diseño 
de Gerber o Panel, de esta forma 
podrá gestionar con su proveedor la 
provisión de plantilla Stencil de forma 
inmediata para su nuevo circuito o 
panel.  

Le recordamos que disponemos 
de todos los tipos de acabados de 
superficie para sus prototipos: HAL, 
ENIG, Plata Química, Estaño Quími-
co, OSP.... y disponemos también de 
todos los materiales : FR4, FR4TG80, 
Aluminio, Polyimida, Rogers, CEM.

Pueden visitar nuestra web, re-
gistrarse como usuarios sin ningún 
tipo de compromiso, y comprobar la 
facilidad de gestión para la cotización 
y compra de circuitos impresos.”

www.safe-pcb.com

http://bit.ly/23xpmoH
http://www.safe-pcb.com/
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Nueva familia de osci-
loscopios de altas pres-
taciones con 4 canales

El versátil osciloscopio DS4000E de 
Rigol

Rigol Technologies EU GmbH pre-
senta los nuevos osciloscopios de 
gama alta con 4 canales y una gran 
pantalla en color de 9 pulgadas. Vea 
este nuevo producto en electroni-
ca 2016, Múnich, Pabellón A1, 
Stand 244.

El DS4000E es un osciloscopio 
versátil de altas prestaciones que 
incorpora muchas tecnologías y pro-
cesos de vanguardia. Con anchos 
de banda de 100 MHz y 200 MHz, 
velocidades de muestreo de hasta 
2GS/s por canal y cuatro canales ana-
lógicos, la serie DS4000E resulta ideal 
para numerosas áreas de aplicación, 
como investigación y desarrollo, uni-
versidades y escuelas, producción y 
desarrollo, así como mercados en 
el ámbito de las comunicaciones, 
aeroespacial, electrónica industrial y 
otros muchos.

En sus dos modelos DS4014E 
y DS4024E disponen de una gran 
pantalla en color de 9“ para una re-
presentación mejor y más clara de la 
señal y para una óptima visualización 
de información adicional, como las 
posiciones del cursor y sus coordena-
das, parámetros matemáticos y otros.

Con una memoria estándar de 
14 millones de puntos por canal 
permite guardar y procesar grandes 
cantidades de datos, y gracias a una 
velocidad de captura de formas de 
onda de 60.000 formas de onda/s el 
usuario puede capturar, visualizar y 
evaluar secuencias rápidas de señal 
(decodificación).

El escala vertical más pequeña es 
de 1 mV/div con una resolución de 
8 bit. El dispositivo cuenta con un 
modo YX doble y múltiples opciones 
de disparo como Edge (flanco), Pulse 
(pulso), Video (vídeo), Slope (pen-
diente) y Pattern (patrón), así como 
interfaces para RS232/UART, I2C, SPI, 
USB, CAN, LIN y FlexRay. La decodi-
ficación de bus para estos interfaces 
de comunicación se encuentra dis-
ponible de forma opcional. Las te-
clas directas para un funcionamiento 
rápido y sencillo vienen de serie, así 
como la entrada de máscara para 
tomar con rapidez decisiones del 
tipo pasa/falla.

La conocida garantía de 3 años 
de Rigol y un período de prueba de 
la compra de 4 semanas permiten 
que el usuario cambie de proveedor 
sin riesgo alguno.

Como es habitual, Rigol ofrece es-
tos dispositivos con una excepcional 
relación precio/prestaciones. Con un 
precio desde 1.695,00 euros. Tam-
bién existe un amplio conjunto de 
accesorios, incluyendo sondas activas 
y pasivas, sondas de alta tensión, así 
como drivers de software para pro-
gramas estándar y lenguajes de alto 
nivel, así como el software operativo 
gratuito Ultrascope.

www.rigol.eu

RIGOL Technologies EU GmbH
Tel. +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

DISTRIBUIDORES: 
www.rigol.eu/sales

Típicamente RIGOL:
El original con la mejor relación 
precio/prestaciones.
Nuevos analizadores de espectro
“Los mejores en su clase”.

Nos encontrará en el Pabellón A1, Stand 244

DSA832E(-TG)
Analizadores de espectro “Los mejores en su clase”

• Rango de frecuencia de 9 kHz a 3,2 GHz
• Nivel medio de ruido visualizado (DANL) -148 dBm
• Ruido de fase -90 dBc/Hz a 10 kHz de offset
• Resolución de ancho de banda 10 Hz
• Demodulación AM/FM estándar

DSA705 & DSA710  
Analizadores de espectro “Mejor precio”

• Rango de frecuencia de 100 kHz a 500 MHz o 1,0 GHz
• Nivel medio de ruido visualizado (DANL) -130 dBm
• Ruido de fase -80 dBc/Hz a 10 kHz de offset
• Resolución de ancho de banda 100 Hz
• LAN, USB y opc. GPIB

PC Software 
UltraSpectrum
Control remoto para PC, visualiza datos espectrales,
persistencia (Waterfall), gráficos 3D, etc.

EMI PC Test Software 
Todos los analizadores de espectro de Rigol están prepara-
dos para barrido de ensayo de conformidad / presentación
estándar CISPR 16.

OFERTA

desde € 2.795,-
más IVA

OFERTA

desde € 649,-
más IVA

Rigol_ES_90x270+3_RE_092016_Layout 1  14.09.16  11:13  Seite 1

http://www.rigol.eu/
http://bit.ly/1T7zC2W
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MATELEC INDUSTRY 
muestra e l  camino 
para hacer realidad la 
industria  4.0  

Dentro el FORO 4.0, un intenso 
programa de Jornadas Técnicas sec-
toriales, complemento de la oferta 
expositiva, analizará el presente y 
futuro de los retos del tejido indus-
trial en España

Convocados los Premios Industria 
Digital y Eficiente, que distinguen 
proyectos que integren tecnologías 
consolidadas y nuevas propuestas, 
así como aquellos que favorezcan 
el ahorro energético en procesos 
productivos

El Salón Internacional de So-
luciones Tecnológicas para la In-
dustria y Smart Factory, MATELEC 
INDUSTRY, que organiza IFEMA y 
cuya primera edición se celebrará 
del 25 al 28 de octubre de 2016, 
en Feria de Madrid, acogerá una 
jornada de análisis y debate acerca 
de la “Situación del sector industrial 
en España y tendencias en innova-
ciones tecnológicas”, organizada 
por la revista Automática e Instru-
mentación, y que formará parte de 
la programación del Foro 4.0 –en el 
Pabellón 3- del día 26 de octubre. 

El acto se desarrollará en dife-
rentes fases, en las que se abor-
darán las posibilidades que el con-
cepto de  ‘Industria 4.0’ ofrece a 
las empresas para impulsar una 
evolución sin precedentes con la 
promesa de competitividad y efi-
ciencia. 

Además, también se tratarán 
los planes diseñados por las admi-
nistraciones para el implantación 
de esta industria conectada en el 
tejido productivo español, así como 
las limitaciones económicas y la 
inseguridad que provoca las falta 
de estándares definidos para su 
estructuración.  

Así, la primera parte será una 
mesa redonda titulada “La industria 
española ante su futuro digital: 
dónde estamos y hacia dónde va-
mos”, en la que representantes de 
instituciones públicas y expertos 
del sector privado analizarán el es-
tado de la digitalización del tejido 
productivo local, las tendencias 
y retos tanto a nivel de mercado 
como en el ámbito tecnológico, 
las implicaciones económicas y de 
I+D que implica la evolución hacia 
el paradigma 4.0, y de qué manera 
quedará configurado el mapa em-
presarial industrial. Posteriormente, 
se iniciará un debate en el que los 
participantes de la mesa redonda 
enfrentarán las visiones más tradi-
cionales y avanzadas de la industria 
para construir una hoja de ruta 
propia que permita hacer realidad 
la fábrica digital. 

A continuación se celebrarán va-
rias sesiones de 15 minutos de du-
ración en las que diversas empresas 
del sector de automatización y con-
trol, como Keyplan, Eplan y B&R, 
entre otras, expondrán sus nuevas 
soluciones para hacer realidad la in-
dustria digital. Ámbitos como IIoT, 
la ciberseguridad, la adquisición 
y presentación de información en 
tiempo real o robótica colabora-
tiva, entre otras tecnologías, son 
alguno de los temas que están pro-
tagonizando la cuarta revolución 
industrial.   

Para finalizar la jornada tendrá 
lugar la entrega de los Premios In-
dustria Digital y Eficiente de Au-
tomática e Instrumentación. Los 
galardones reconocen proyectos 
industriales destacados en dos 
categorías: “Premio Factory 4.0”, 

para las iniciativas de mejora de 
la productividad industrial en pro-
yectos que integran tecnologías 
consolidadas y nuevas propuestas 
como IIoT, Big Data o Cloud, entre 
otras; y “Premio Mejora de Eficien-
cia energética”, para propuestas 
innovadoras de ahorro del consumo 
energético en procesos productivos. 
El plazo de presentación de candi-
daturas y proyectos para optar a es-
tos premios estará abierto hasta el 
próximo 23 de septiembre de 2016.  
La jornada técnica “Situación del 
sector industrial en España y ten-
dencias en innovaciones tecnológi-
cas” será una de los actos que con-
formen el programa del Foro 4.0 
de MATELEC INDUSTRY, un espacio 
que abordará retos, tendencias y 
soluciones al servicio del desarrollo 
de la industria 4.0. 

www.matelec.ifema.es

www.matelec.ifema.es
http://www.matelec.ifema.es/
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El BD7F100HFN-LB es un convertidor CC/CC flyback aislado sin optoacoplador con control 
en el lado primario. Utiliza la avanzada tecnología de control ON-Time de tipo adaptado  
de ROHM para controlar la tensión de salida y no hacen falta otros componentes para  
mantener el bucle estable.

Fuente de alimentación aislada para aplicación industrial
Fuente de alimentación para el secundario del circuito  
controlador de puerta
Fuente de alimentación para optoacoplador; aislamiento digital
Fuente de alimentación para controladores de interfaces aislados 
(RS-485/232, CAN)

Especificaciones

Aplicaciones

Principales características

• Tensión de alimentación: 3V a 40V
• Tensión de funcionamiento de terminal SW:

50V (máx)
• Limitación de corriente del MOSFET

incorporado: 1,25A (típ)
• Frecuencia de conmutación: 400kHz (típ)
• ±1,5% de precisión de la tensión de referencia

• Corriente de reposo: 0µA (típ)
• Temperatura ambiente de funcionamiento:

-40°C a +85°C
• Funciones de protección completa

UVLO, OCP, TSD
• Encapsulado HSON8IC

• No necesita aislamiento externo
• Tecnología de control ON-Time adaptativo
• MOSFET de canal N incorporado
• Respuesta de carga a alta velocidad
• Alta eficiencia en modo de pequeña carga
• Funciones de activación y arranque suave
• Función de compensación de la corriente de salida

Alta seguridad            Alta fiabilidad           Solución compactan n n

CONVERTIDORES FLYBACK AISLADOS

Power it !Light itSense itTechnology for you www.rohm.com/eu

Convocados los I I I 
Premios MATELEC a 
la Innovación y la Efi-
ciencia Energética

El fallo del jurado se dará a co-
nocer durante la celebración de 
MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, que se tendrá 
lugar en Feria de Madrid del 25 al 
28 de octubre

Con el fin de valorar y distinguir 
aquellos productos que destaquen 
por incorporar alguna novedad 
tecnológica, de diseño, funcional 
o instrumental capaz de introducir
mejoras en el rendimiento energé-
tico de dicho producto o de algu-
na instalación, MATELEC y AFME 
convocan la tercera edición de los 
Premios MATELEC a la Innovación 
y Eficiencia Energética. 

Las expositores en MATELEC 
interesados en participar podrán 
inscribirse hasta el próximo 30 de 
septiembre, siempre que cumplan 
los requisitos exigidos de estar ex-
puestos en el Salón y de haber sido 
concebidos para su fabricación 
y comercialización en serie. Asi-
mismo, los proyectos presentados 
deberán haber iniciado su comer-
cialización con posterioridad al 1 
de enero de 2015, tener carácter 
innovador y cumplir con la norma-
tiva aplicable. 

Los Premios MATELEC tendrán 
diversas categorías: 
• Instalación eléctrica: Apara-

menta, Mecanismos, Cables
y Conductores, Equipamiento
Media Tensión, Electrónica y
Vehículo Eléctrico

• Industria: Automatec: Automa-
tización en Industria, Procesos
y Energía; Digital Factory; Elec-
trónica Industrial; Instalaciones,
Electrificación y Telecomunica-
ciones; Soluciones de Control y
Gestión Energética Industrial;
Proveedores de la Industria

• Iluminación y alumbrado
• Domótica, Inmótica y Smart

Cities

Los finalistas de estos galardo-
nes, tres por cada categoría, se 
darán a conocer el próximo 17 de 
octubre, tras la selección por parte 
del jurado, que estará compuesto 
por destacados representantes de 
importantes asociaciones secto-
riales como ADIME, AENOR, CEIS, 
Comunidad de Madrid, Consejo 
General de Colegios de Ingenieros 
Industriales, F212, FENIE, e IDEA. 
Para esta elección el jurado tendrá 
en cuenta aspectos como la inno-
vación, la funcionalidad, el dise-
ño, la contribución a la eficiencia 

energética del producto o el nivel 
de impacto ambiental. 

Los premiados, además del re-
conocimiento público, conseguirán 
mejores condiciones para la con-
tratación de espacio en la siguien-
te edición de MATELEC y podrán 
mostrar los proyectos elegidos en 
un espacio reservado en la Feria. 
Igualmente, se proporcionará a 
los fabricantes seleccionados un 
elemento distintivo para que lo 
publiciten en su stand. 

La entrega de los III Premios 
MATELEC a la Innovación y Efi-

ciencia Energética, tendrá lugar 
el próximo 27 de octubre en el 
marco de MATELEC 2016, Salón 
Internacional de Soluciones para 
la Industria Eléctrica y Electrónica, 
organizado por IFEMA, que se ce-
lebrará del 25 al 28 de octubre en 
Feria de Madrid. 

El certamen volverá a distin-
guirse como el mayor escapara-
te de la industria instaladora y el 
punto de encuentro sectorial más 
importante de la Península Ibérica 
y también de todo el sur del conti-
nente europeo.

www.matelec.ifema.es

www.matelec.ifema.es
http://www.matelec.ifema.es/
http://bit.ly/2emFSbc
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Embedded systems: 
The future of the indus-
try at electronica 2016

“Connected Worlds—Safe and Se-
cure” is the motto of an exhibition 
sector at electronica, the International 
Trade Fair for Electronic Components, 
Systems and Applications, that revolves 
around the latest operating systems 
and networking technology in the elec-
tronics applications sector. When the 
fair opens its gates in Munich from 
November 8–11, more than 2,800 in-
ternational exhibitors will present the 
latest embedded solutions and pro-
ducts that pertain to key themes such 
as the Internet of Things (IoT), industrial 
electronics and automation. Experts 
will discuss the industry’s latest deve-
lopments at the Embedded Platforms 
Conference and the Embedded Forum.

Embedded is one of electronica’s 
most important focal points. The last 
time that the fair was held, 35 per-
cent of its 73,189 visitors came from 
the sector for hardware and software 
development. Besides the Embedded 
exhibition sector in Hall A6, the Em-
bedded Platforms Village is another visi-
tor highlight where companies can de-
monstrate their know-how. Visitors can 
also expand their technical knowledge 
within the scope of the conference and 
forum program.

The Embedded Platforms Conference
Hardware and software developers, 

product managers and development 
managers agree: The Embedded Plat-
forms Conference is a communications 
platform that revolves around compo-
nents, tools and software. It takes place 
at the Press Center East during the fair, 
i.e. on November 9 and 10. Participants 
at this year’s conference will exchange 
information on four key topics: The first 
day of the conference focuses on “IoT 
and Security” and “Microcontrollers 

www.electronica.de

and Peripherals.” In a presentation tit-
led “A Holistic Approach for Securing 
Embedded Devices,” Andre Schmitz 
(Green Hills Software) will use recent 
examples to show what a secure soft-
ware architecture can look like. For the 
Embedded Control sector, Keith Curtis 
(Microchip Technology) will present the 
latest alternative to DSPs and analog 
solutions in a presentation titled “Core 
Independent Peripherals Super-Charge 
8-bit Microcontrollers. On the second 
day of the conference, participants will 
discuss the “Power and Sensors” and 
“Embedded Communication” sectors. 
“Wireless charging: Cutting the last 
cord” is the topic of a presentation 
by John Leonhard (Nordic Semicon-
ductor ASA). He will introduce various 
new ways to charge batteries for mo-
bile devices such as smartphones and 
laptops wirelessly. Laurent Dardé (NXP 
Semiconductors Germany) will make 
a presentation titled “Combining the 
power of NFC and BLE” in which he 
introduces an exciting application for 
combining the two technologies, i.e. 
a new generation of hotel key-cards.

The conference schedule is available 
at www.electronica.de/en/embedded-
platforms. The Embedded Platforms 
Conference is supported by Texas Ins-
truments, Infineon Technologies and 
e2v.

Embedded Forum: New developments 
for embedded systems

From chips and components to 
tools and software to circuit boards 
and modules for various applications: 
The electronica Embedded Forum will 
present a diverse range of technolo-

gies, trends and product innovations 
that pertain to the latest issues and 
challenges. The focus of this year’s pre-
sentations will include IoT, industrial 
electronics and automation. The event 
primarily addresses designers, technical 
specialists and technical managers.

The Embedded Forums schedule is 
available in the electronica event da-
tabase at www.electronica.de/event-
database .

Cutting-edge technologies in the exhi-
bition area of the trade fair

The innovations of industry will not 
just be showcased in the conference 
and the forum—exhibitors will also 
present a number of new solutions. 
One of them will be congatec, which 
will demonstrate the integration of 
radio technologies based on the la-
test embedded module standards. The 
company will present the IoT gateway 
module based on the brand-new em-
bedded form factor standard SMARC 
2.0. The module provides flexible wi-
reless connectivity directly onboard to 
integrate antennas and every type of 
radio standard. congatec’s first high-
end SMARC module integrates Wi-Fi 
and Bluetooth. Exemplary system confi-
gurations to set up smart IoT gateways 
and embedded edge/fog servers in 
outdoor areas will also be shown for 
these computer-on-modules.
Application areas will include smart 
cities, smart grids and many other 
IoT applications into which radio te-
chnologies have been integrated. At 
electronica, congatec will present im-
plementation options for a wide range 
of protocols. 

The future of mobility at 
electronica 2016: From 
data security to autono-
mous driving

In the future, mobility will be sha-
ped by developments in automotive 
electronics: Smart lighting, autono-
mous driving and connected vehicles—
to name just a few catchwords—are 
closely related to electronic compo-
nents and software developed around 
the world now and in the future. elec-
tronica, the World’s Leading Trade Fair 
for Electronic Components, Systems 
and Applications to be held in Mu-

nich from November 8–11, 2016, will 
shed light on the latest developments. 
Experts will also discuss the industry’s 
latest challenges and developments at 
the Automotive Conference and the 
Automotive Forum.

Automotive electronics is on the rise 
around the world: According to the 
German Electrical and Electronic Ma-
nufacturers’ Association (ZVEI), global 
demand for semiconductors for auto-
motive electronics was worth nearly 35 
billion dollars in 2014. Today, electrical 
and electronic components account 
for 30 percent of an automobile’s pro-
duction value—with an upward trend. 

The ZVEI expects the industry to grow 
at a rate of 4.5 percent over the next 
five years. No wonder, because accor-
ding to the association, 80 percent of 
innovations in automobile manufactu-
ring are driven by microelectronics and 
software.*

Expert knowledge at the electronica 
Automotive Conference

“Automotive” will be a focal point 
of electronica again in 2016. More 
than 800 exhibitors from this sector 
have already registered for the fair. All 
in all, more than 2,800 companies will 
present their products and services at 

the fair. On November 7, the day before 
the fair begins, leading managers and 
experts will meet at the electronica 
Automotive Conference to discuss the 
industry’s key issues. The main topics 
of this year’s lectures are safety, auto-
mated driving and interior electronics. 
Steve Nadig from Daimler Trucks North 
America has agreed to give a keynote 
address on “Autonomous Trucks: A Glo-
bal Perspective.” In another keynote ad-
dress titled “Automotive meets CE,” Dr. 
Ludger Laufenberg (Kostal) will explain 
how autonomous driving is effecting 
interior electronics. And Dr. Reinhard 
Ploss (Infineon Technologies) will exa-

http://www.electronica.de/
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mine the current role of electronics in 
the automotive industry in a keynote 
titled “Semiconductors as a key enabler 
for the transition of the automotive 
industry.” Another conference highlight 
is the concluding discussion on “The 
Secure Connected (Self-driving) Car.” 
The participants in that roundtable 
discussion are Dirk Wollschläger (IBM), 
Lars Reger (NXP Semiconductors Ger-
many), Dr. Thomas Wollinger (ESCRYPT) 
and Manfred Bauer (Flexera Software).

The conference schedule is available 
here: www.electronica.de/conferences/
automotive-conference/index.html. The 
electronica Automotive Conference 
enjoys the support of Hamamatsu, 
Infineon Technologies and NXP.

New technologies in automotive elec-
tronics

The conference’s topics are also 
reflected in the program of the elec-
tronica Automotive Forum. Whether it 
comes to partially or fully autonomous 
driving, new interior and exterior light 
functions or improved connectivity: 
New technology is changing the de-
velopment world in the automotive 
industry more dramatically than ever. 
That is why the Forum not only presents 
the latest solutions and products from 
the industry’s various sectors, but also 
gives visitors a look at the challenges 
of increasingly interdisciplinary colla-
boration in the future. In more than 
130 events including panel discussions, 
technical lectures and roundtable dis-
cussions, participants will find out what 
current market and technology topics 
are moving the industry. An up-to-date 
schedule for the Automotive Forum 

is available here www.electronica.de/
supporting-program.html in fair’s event 
database.

Exhibitors present the latest technology
As always, exhibitors from around 

the world are expected to have a 
number of innovations on display. For 
example, semiconductor specialist NXP 
invites visitors to take a test drive into 
the future. In cooperation with Sie-
mens, Honda and other partners, the 
company will present technologies that 
prevent accidents, reduce traffic and 
CO2 emissions and make drivers’ lives 
easier. They are based on high-resolu-
tion radar systems the size of a stamp 
and compact communication devices 
in the vehicle that communicate with 
intelligent traffic lights and signs in real 
time. Cyber security is also a focus topic.

Renesas will provide some excite-
ment at its stand with the electric-drive 
Artega sports car, which showcases 
a range of applications driven by its 
versatile and scalable R-Car, RH850 and 
RL78 products. With Renesas’ compre-
hensive infotainment demo, visitors 
will be able to view a panorama using 
multiple displays and see how the appli-
cation seamlessly moves between and 
across the monitors. They will also see 
how augmented reality boosts safety 
and convenience with an ADAS demo, 
which shows the surround view around 
the car based on Renesas R-Car SoCs 
and features an overlay of mirror and 
driver monitoring.

* Figures published within scope
of 9th ZVEI Expertise Meeting at the 
end of 2015.

Feria líder del sector de Componentes Electrónicos,  
Sistemas y Aplicaciones
Messe München  I  Noviembre 8–11, 2016  I  electronica.de

Contacto: FIRAMUNICH, S. L.
Tel. +34 93 488 1720  I  info@firamunich.com

Connecting Global Competence

Planet e: Where 
the future begins.
Electronica automovilística del mañana.
Hoy.

Sector de exposición Automotive:
Noviembre 8–11, 2016

electronica Automotive Forum:
Noviembre 8–11, 2016

electronica Automotive Conference:
Noviembre 7, 2016

Todo sobre electronica Automotive: 
electronica.de/en/automotive

Entradas y registro: electronica.de/en/tickets
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Nueva serie PV15-
29xxL, más económi-
ca, más eficiente

Mornsun lanzó recientemente la serie 
PV15-29BxxL, una nueva serie de 
convertidores más compactas para 
ahorrar costes de los clientes. 

Estos nuevos modelos suponen 
un 20% de reducción de costes y un 
menor tamaño en su diseño de 109 x 
58,5 x 30 mm con respecto a la serie 

PV15 / PV40-29Bxx, por lo que son 
especialmente adecuados para apli-
caciones con limitaciones de espacio.

Al igual que la serie PV15 / PV40-
29Bxx, la recién creada serie PV15-
29BxxL ofrece un voltaje de entrada 
de 200-1500VDC, aislamiento de 
4000Vca y funcionalidad operativa 
hasta 5000m. 

También proporcionan múltiples 
protecciones como ante baja tensión 
de entrada, inversión de la polaridad, 
cortocircuito, sobrecarga y sobre-
tensión.

Características:
• Tensión de entrada ultra-amplia:

200-1500Vcc

• Temperatura de funcionamiento:
desde -25ºC a +70ºC

• Tensión de aislamiento: 4000Vca
• Alta eficiencia, bajo rizado y ruido
• Indicados para aplicación situa-

das a grandes altitudes (hasta
5000 m)

• Protecciones: baja tensión de en-
trada, inversión de la polaridad,

www.olfer.com

cortocircuito sobrecarga y sobre-
tensión

• Montaje en PCB, en chasis o en
carril DIN

Aplicaciones:
Cuadros mezcladores solares, in-

versores solares fotovoltaicos, con-
mutación de alta tensión, etc.

IDLC-45: LED driver 
con PFC en corriente 
constante con tecnolo-
gía anti-parpadeo

MEAN WELL lanza al mercado su 
nuevo diseño de LED driver anti-par-
padeo: la familia IDLC-45 en caja de 
plástico y diseño ultrafino. 

Diseñada en modo de salida de 
corriente constante y con función PFC 
activo ya está disponible para satis-
facer las intensas demandas de este 
tipo de drivers caracterizados por el 
“flicker free” dentro del mercado de 
la iluminación de interiores.

Con el fin de cumplir con el dise-
ño y los requisitos de instalación de 
las luminarias de interior, nos ofrece 
un diseño en caja de plástico, en-

trada de rango completo desde 90 
a 295Vca y distintas tensiones de 
salida: 350mA / 500mA / 700mA 
/ 1050mA / 1400mA en corriente 
constante. Poseen una eficiencia de 
trabajo de hasta un 86% y cumplen 
con todas las normas de seguridad 
internacionales de iluminación LED: 
UL8750, ENEC EN61347-1, -2-13 y 
GB19510.1, .14. Incorporan función 
de regulación 2 en 1 muy útil para 
que los diseñadores de sistemas de 
luminarias LED cuenten con mayor 
flexibilidad en la planificación de la 
distribución de los equipos. 

Esta serie está especialmente in-
dicada para luminarias LED de in-
terior que requieren de un sistema 
anti-parpadeo y bajo consumo, como 
paneles LED, focos o puntos de ilumi-
nación LED. Son regulables, cumplen 

con normativas, tienen un formato 
plano y bajo coste.

Características:
• Rango de entrada completo: des-

de 90 a 295Vca
• Diseño anti-parpadeo (flicking)
• Clase II, sin F.G.
• PFC incorporado
• Regulación 2 en 1 (0 ~ 10 Vcc o

señal PWM)
• Consumo sin carga <0,5 W
• Protecciones: Cortocircuito
• Temperatura de trabajo: desde

-20 hasta +85 ºC (Tcaja)
• Homologaciones: UL / CUL / ENEC

/ CB / CCC / CE
• Dimensiones (Largo x Ancho x

Alto): 120 x 75 x 25 mm
• 3 años de garantía

Convertidores PDL09/
PDL09W: 9W en 2cm 
de largo 

Compatibles PIN a PIN
Dentro de la gama de  DC/DC de 

P-Duke encontrábamos convertido-

res de 2W a 6W en el paquete SIP. 
El fabricante lanza ahora su nuevo 
modelo de 9W en el mismo tamaño. 

De esta forma podremos elegir 
convertidores DC-DC de 2W a 9W 
manteniendo dimensiones y asig-
nación de patillas PCB sin volver a 

diseñar con el consiguiente ahorro en 
ingeniería de tiempo y costes.

Pequeño formato 
Se ahorra al menos un 50% de 

área en la placa base. Convirtiéndose 
en la mejor opción para las aplicacio-
nes de pequeños equipos que sólo 
disponen de unos centímetros de 
área para su instalación.

Carcasa metálica opcional
La opción de caja de metal ofrece 

una excelente característica térmica. 
Cuando el producto se instala en 

un ambiente con unos índices de 
alta temperatura puede continuar 
funcionando normalmente con una 
buena fiabilidad.

http://www.olfer.com/
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RS Components dis-
tribuye más de 1.200 
productos de Rockwell 
Automation

La marca Allen Bradley ya está dispo-
nible en RS en todos los mercados eu-
ropeos.

RS Components ha anunciado un 
nuevo acuerdo de distribución con Roc-
kwell Automation, proveedor líder en 
automatización, que incluye todos los 
mercados de la Unión Europea.

www.rs-components.com

Durante años RS y Rockwell Auto-
mation han mantenido una estrecha 
relación en el Reino Unido, en el 2011 
se amplió a Irlanda y en el 2012 a Ale-
mania. Desde el 1 de agosto de 2016 
esta colaboración se ha ampliado al 
resto de mercados europeos.

Los productos de la gama de au-
tomatización abarcan todas las tecno-
logías de automatización y control, así 
como los productos de seguridad de 
instalaciones y de maquinaria. La oferta 
disponible en RS incluye más de 1.200 
productos y está dirigida a las aplicacio-
nes de automatización de procesos, el 
control de movimiento, la protección de 
maquinaria y la tecnología médica. La 
gama incluye productos los productos 
más populares de Rockwell Automa-
tion, como la CPU para PLC Micro820 
y el inversor iPowerFlex 525.

Kevin Shield, Global Head of Cate-
gory – Automation and Control de RS, 
comentaba: “Este es un hito impor-
tante para los clientes industriales que 
trabajan en los ámbitos de la automa-
tización y el control, como los técnicos 
de mantenimiento, los fabricantes de 
maquinaria y los panelistas”, añadiendo 
que “la marca Allen Bradley de Rockwell 
Automation goza de un gran reconoci-
miento gracias a su calidad, fiabilidad e 
innovación. Es el segundo mayor pro-
veedor del Reino Unido en los ámbitos 
de la automatización y el control por 
ventas de RS”.

Por su parte, Dominic Molloy EMEA 
Market Access Director de Rockwell 
Automation, explicaba: “Este acuer-
do ampliado con RS es una excelente 
oportunidad para llegar a más clientes 
europeos. RS llega a los clientes indus-

triales proporcionando un servicio y un 
soporte técnico líder en el mercado. 
Esto les sitúa en una posición ideal para 
contribuir al crecimiento de nuestro 
negocio y complementa perfectamente 
nuestra estrategia de acceso a los mer-
cados de EMEA”.

Para más información sobre la gama 
de Rockwell Automation visite RS On-
line. 

Disponible en RS la nue-
va gama de oscilosco-
pios TBS2000 de Tek-
tronix

Gama adecuada para utilizar con apli-
caciones de ingeniería de diseño, inves-
tigación, desarrollo y educación.

RS Components distribuye la nueva 
serie de osciloscopios digitales TBS2000 
de Tektronix.  

Esta gama está pensada para loca-
lizar averías, crear prototipos, depurar 
y validar diseños. También se pueden 
utilizar en entornos educativos para 
proporcionar a los estudiantes una ex-

periencia práctica en ingeniería electró-
nica. El Tektronix TBS2000 es un osci-
loscopio digital que captura y muestra 
más cantidad de señal, pues ofrece 
10 divisiones verticales y 15 divisiones 
horizontales (en vez de 8 verticales y 10 
horizontales).

Los modelos de la nueva gama se 
basan en la exitosa serie TDS2000 (unos 
de los osciloscopios más utilizados en el 
mercado). Además, son muy sencillos, 
la pantalla permite visualizar todas las 
medidas con explicaciones gráficas.

La gama TBS2000 presenta varios 
modelos con anchos de banda de 70 
o 100 MHz, con dos o cuatro canales.
Incluyen una pantalla WVGA de 9 pul-
gadas que permite ver un 50% más de 

La biblioteca de mode-
los CAD en 3D de RS 
ya incluye los productos 
RS Pro

Se han añadido más de 75.000 mo-
delos de la marca propia y también se 
han incluido nuevos componentes para 
automatización.

señal que cualquier otro osciloscopio 
similar. También una longitud de regis-
tro de 20-Mpoint que permite ayuda 
a localizar todos los detalles. Otras ca-
racterísticas clave incluyen soporte para 
la interfaz de la sonda Tektronix VPI, 
disponible por primera vez para un 
osciloscopio Tektronix de bajo coste, 
lo que permite a los usuarios utilizar 
una amplia gama de sondas activas de 
Tektronix a un precio asequible. 

Además, la nueva utilidad configu-
rable ‘Help Everywhere’ proporciona 
consejos que aparecen en pantalla. 
Por último, el soporte dongle Wi-Fi 
proporciona conectividad inalámbrica, 
facilitando un ajuste rápido y un control 
remoto sencillo con la interfaz LXI.

RS Components ha anunciado que 
su extensa biblioteca con modelos CAD 
en 3D ya incluye más de 75.000 mo-
delos de componentes RS Pro. Así los 
ingenieros disponen de una selección 
más amplía para realizar sus proyectos.

La biblioteca de modelos CAD en 3D 
de RS, que se lanzó hace más de seis 
años, permite a los ingenieros electró-

nicos, mecánicos y de automatización 
descargar modelos CAD completa-
mente gratuitos. Esta biblioteca incluye 
modelos de 120 proveedores, entre los 
que ahora se encuentra la marca de 
confianza RS Pro. 

Además se han añadido nuevos 
componentes de automatización de 
procesos de los principales proveedo-
res como Phoenix Contact y Schneider 
Electric.

Los modelos CAD se pueden descar-
gar desde las páginas de los productos 
que tienen disponible esta opción, tam-
bién desde DesignSpark Mechanical. 
Los ingenieros también pueden acceder 
al catálogo completo desde un único 
punto a través de Traceparts. 

Los ingenieros también pueden con-
sultar la biblioteca a través del nuevo 
visor 3D de la aplicación Toolbox de RS, 
lo que permite a los usuarios ver los pro-
ductos desde todos los ángulos en su 
dispositivo móvil desde cualquier lugar. 

Glenn Jarret, Global Head of Product 
Marketing en RS, afirmaba: “Desde su 
lanzamiento en mayo de 2010, RS ha 
ampliado constantemente la biblioteca 
de modelos CAD en 3D”, añadiendo 
que “este importante hito demuestra 
nuestro compromiso continuo con los 
ingenieros electrónicos y mecánicos 
que desean diseñar en 3D. La selección 
de modelos disponible también se ha 
ampliado para incluir piezas para su uso 
en aplicaciones de automatización”. 

http://www.rs-components.com/


15

Diseñando para el Internet de las Cosas
Deje su huella en el nuevo mundo conectado

Estamos al borde del precipicio de una nueva era, la era del futuro 
conectado. Un mundo en el que los humanos interactúan continua 
y fácilmente con las máquinas. En los próximos 5 años, se estarán 
utilizando ya decenas de billones de dispositivos conectados. Ya es 
hora de cambiar el mundo.

¿Qué Cosas está haciendo para transportarnos al mundo IoT?

Más información en: 
es.rs-online.com/IoT
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Las tecnologías BENAND y NAND 
de serie de 24 nm son la mejor op-
ción para el almacenamiento de 
datos de larga duración o para apli-
caciones que requieren la escritura 
y el borrado de datos con mucha 
frecuencia y necesiten una solución 
con la máxima solidez y fiabilidad.

• Por ejemplo, SLC es la solución
más adecuada para almacenar
el firmware en aplicaciones para
particulares como descodifica-
dores de televisión o televisores.

• Las aplicaciones industriales como

unidades de seguimiento GPS o 
unidades de control necesitan 
escribir y borrar datos pequeños 
con mucha frecuencia y requieren 
una solución de memoria resis-
tente al estrés.

Las memorias eMMC de 15 nm 
son compatibles con la especificación 
JEDEC 5.1 más reciente, que ofrece 
una amplia gama de prestaciones. 
Estas funciones ayudan a desarrollar 
soluciones de almacenamiento masi-
vo de gran flexibilidad de una forma 
estandarizada y rentable. 

 Por ejemplo, la función estanda-
rizada «Informe de estado del dispo-
sitivo» permite a los desarrolladores 
obtener mucha más información so-
bre las células del NAND en el interior 
de la memoria eMMC.  

Gracias a ello, se puede imple-
mentar un procedimiento que opti-
mice la vida útil de los datos almace-
nados en eMMC.

• La función «Modo de área de
usuario mejorada» o la denomi-
nada «pseudo-SLC» es una venta-
ja para aplicaciones en las que sea

necesario que la memoria realice 
ciclos de escritura/borrado de ma-
yor rendimiento que los ofrecidos 
por MLC o TLC NAND, pero no 
requiere el nivel máximo de SLC 
sin procesar.

• Aplicaciones como CoM, regis-
tradores de datos, ordenadores
industriales, IHM, accesorios para 
llevar puesto, descodificadores,
sistemas de domótica y muchas
otras requieres densidades mayo-
res para un rango de funciones y
una capacidad de almacenamien-
to en continuo crecimiento.

www.ebv.com/es

Tecnologías y aplicaciones principales

www.toshiba.com

Productos principales

SLC sin procesamiento

La tecnología avanzada de me-
moria flash de Toshiba ofrece SLC 
NAND, un sistema que proporciona 
la mejor resistencia de su clase y ca-
pacidad para conservar datos de un 
sistema delicados o de uso frecuente.

BENAND (SLC sin procesamiento y 
ECC)

La tecnología BENAND™ de To-
shiba elimina la carga del código 

de corrección de errores (ECC) del 
procesador central al contar con ECC 
integrado en el hardware, al mismo 
tiempo que mantiene las especifica-
ciones, la elevada fiabilidad y el rendi-
miento de un SLC sin procesamiento.

NAND de serie (SLC sin procesamien-
to, ECC y SPI)

La nueva línea de Toshiba de 24 
nm basada en productos de memoria 
flash NAND de serie es compatible 
con la interfaz de periféricos de serie 

(SPI), proporcionando a los usua-
rio acceso a memoria flash NAND 
SLC con un paquete pequeño con 
conexión de pocos pines y gran ca-
pacidad. 

e·MMC™

La tecnología e·MMC™ de Tos-
hiba es la mejor solución para apli-
caciones que requieren el almace-
namiento de volúmenes grandes de 
datos de forma rentable, sencilla e 
integrada. e·MMC™ es una familia de 

memorias flash NAND de alta eficacia 
con controlador integrado y gestión 
mejorada de la memoria.

El sistema e MMC™ ofrece de 
Toshiba se basa en una interfaz es-
tandarizada por JEDEC y ofrece la 
solución óptima para aplicaciones en 
las que se requiere el almacenamien-
to de volúmenes grandes de datos de 
forma rentable. Cumple plenamente 
la norma para interfaces de memoria 
de alta velocidad de la MMCA (Mul-
tiMediaCard Association).

UFS (almacenamiento flash universal)

La nueva generación de produc-
tos de memoria totalmente gestio-
nada (similar a un eMMC) con una 
interfaz de serie de alta velocidad 
permite atisbar el futuro de las solu-
ciones de almacenamiento masivo.

http://www.ebv.com/es
http://www.toshiba.com/
http://www.ebv.com/
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Distribution is today. Tomorrow is EBV!

Toshiba ha liderado el desarrollo de soluciones de memoria no 

volátiles desde que en los años 80 inventó la tecnología NAND Flash. 

Actualmente, ofrecen una de las series más completas en soluciones 

de almacenamiento TLC, MLC y DLC basadas en memoria NAND. La 

innovación y fiabilidad de la tecnología de memoria flash se puede 

encontrar en cualquier lugar, desde el mercado de productos de 

consumo, tecnologías móviles y el sector industrial, hasta centros 

de datos, accesorios, etc.  Dado que produce una gama tan amplia 

de dispositivos de almacenamiento como NAND rawSLC y eMMC™, 

Toshiba satisface ampliamente las crecientes necesidades de 

almacenamiento de los dispositivos electrónicos.

Si necesita asistencia relacionada con aplicaciones, póngase en 

contacto con el representante local de EBV Elektronik, el principal 

especialista distribución de semiconductores en la región EMEA. 

También puede visitar el sitio ebv.com/morememory.

¿Necesitas más
memoria?

¡Consigue las soluciones de memoria de 
Toshiba en EBV!

www.ebv.com

Unbenannt-1   1 26/09/16   08:53

http://bit.ly/2e2ETIV
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Anritsu presenta su 
analizador ultraportátil 
Site Master™, que ofre-
ce el rendimiento más 
alto de la industria en 
el formato más pequeño 
del mercado

El Site Master S331P ofrece la más 
amplia cobertura para medir las nue-
vas frecuencias de LTE-U y cumple los 
requisitos de tamaño, velocidad y coste 
asociados a las actuales pruebas de 
campo

Anritsu presenta el Site Master™ 
S331P ultraportátil, el analizador de 
cable y antenas Site Master más ligero, 
pequeño, rápido y rentable desarrolla-
do hasta la fecha. El S331P, que cubre 
la necesidad de mercado de una amplia 
cobertura en frecuencia y un alto rendi-
miento en un diseño extremadamente 
compacto y económico, proporciona 
a operadores, contratas de redes ina-
lámbricas, instaladores de DAS y de 
redes de seguridad pública, así como 
profesionales del mantenimiento, el 
primer analizador de cable y antenas 
sin procesador y de tamaño bolsillo 
que puede medir las nuevas frecuencias 
de LTE-U.

Hay dos modelos disponibles que 
cubren de 150 kHz a 4 GHz y de 150 
kHz a 6 GHz. Esta capacidad exclusiva 
para el ancho de banda convierte al 

S331P en el único analizador ultrapor-
tátil de cable y antenas adecuado para 
entornos de comunicaciones de baja 
frecuencia, incluyendo redes de segu-
ridad pública y aplicaciones de mayor 
frecuencia como LTE-U, en la banda 
no licenciada del espectro, de 5 GHz. 
Con una velocidad de barrido de 500 
µs/punto de datos, el S331P es el Site 
Master más rápido del mercado para 
unas pruebas más eficientes.

El S331P ultraportátil utiliza el mis-
mo interface de usuario que el líder del 
mercado Site Master S331L, ofreciendo 
a técnicos de campo e ingenieros un 
funcionamiento sencillo, incluso en 
los entornos de campo más difíciles. 
Incorpora una función de ayuda inte-
grada (Integrated Help) que asiste a los 
usuarios al realizar medidas, así como 
un modo clásico de funcionamiento 
(Classic Mode) que conserva el aspecto 
y el manejo del Site Master para simpli-
ficar la realización de las pruebas. 

El modo avanzado (Advanced 
Mode) cuenta con un innovador inter-
faz gráfico de usuario con una distribu-
ción de teclas moderna en su diseño y 
funcionalidad. El modo avanzado tam-
bién aumenta hasta ocho el número de 
cursores disponibles y tiene seis iconos 
de pantalla táctil personalizables para 
recuperar de forma rápida las configu-
raciones utilizadas habitualmente, lo 
cual hace que el manejo resulte más 
fácil y eficiente.

El S331P, que está optimizado para 
su uso en campo, se suministra de 
serie con un conector N(m) para faci-
litar la conexión directa a dispositivos 
N(f), eliminando así la necesidad de 

cables estables en fase. El S331P es 
muy duradero y fiable, e incorpora una 
carcasa resistente a impactos, polvo y 
salpicaduras. Se controla externamente 
y se alimenta mediante USB desde una 
tablet u ordenador portátil Windows, 
suministrada por el usuario, eliminando 
así la necesidad de una batería.

El Site Master S331P aporta a los 
usuarios la experiencia demostrada 
de Site Master y el acceso al potente 
paquete de aplicaciones de software de 
Anritsu, como Line Sweep Tools (LST), 
Handheld Software tools (HHST), eas-
yTest Tools™ y la galardonada solución 
para gestión de trazas basada en la 
nube SkyBridge Tools™. 

Los usuarios pueden visualizar de 
forma rápida los barridos almacenados, 
así como editar, cambiar el nombre y 
guardar barridos, además de generar 
rápidamente informes en PDF o HTML 
utilizando el software LST. El Site Mas-
ter S331P utiliza el formato de archivo 
estándar para barridos *.dat y es com-

patible con HHST, usado frecuentemen-
te por operadores móviles, logrando así 
que la solución sea compatible con la 
mayoría de procedimientos de flujo de 
trabajo estándar.
EasyTest Tools y SkyBridge Tools simpli-
fican los procesos de pruebas para el 
flujo de trabajo de la instalación DAS 
al permitir la creación fiable y rápida 
de planes de prueba, pruebas rápidas 
y precisas, y como ayuda para la ge-
neración de informes. El resultado es 
una reducción del tiempo de prueba, 
pruebas más precisas para garantizar 
la fiabilidad en el pago por el trabajo 
realizado. El Site Master S331P también 
es un complemento perfecto para el 
comprobador de transporte óptico 
Network Master™ Pro MT1000A y las 
soluciones de prueba portátiles CPRI-
RF para crear una gama completa de 
pruebas en campo que cumple los 
requisitos de prueba emergentes de 
las redes LTE actuales de gran ancho 
de banda. 

www.anritsu.com

Anritsu anuncia su 
evento itinerante sobre 
instalación y manteni-
miento de redes en Eu-
ropa

— Ayuda a los ingenieros a superar los 
retos de sus pruebas y a aumentar la 
eficiencia en el mantenimiento de las 
redes de telecomunicaciones —

Anritsu presenta la información 
más reciente acerca del futuro de la 
instalación y el mantenimiento de redes 
para ingenieros en 33 eventos que 
tendrán lugar en 15 países europeos. 
Estos eventos se han desarrollado para 
ofrecer soporte a los ingenieros en 

una topología en continuo cambio y 
con tecnologías implementadas en el 
entorno de la infraestructura de tele-
comunicaciones. Cada evento consiste 
en un seminario de un día de duración 
y está dividido en cuatro partes diseña-
das para cubrir los principales aspectos 
relativos a las tecnologías más recientes 
y a los requisitos de las pruebas nece-
sarias para superar los retos.

Las presentaciones de cada evento 
tratarán estos temas:
•	 Futuras tecnologías de la arqui-

tectura de la red de telecomuni-
caciones

•	 Medidas de CPRI y RF sobre CPRI
•	 Medidas en redes ópticas y de

transporte

•	 Captura de interferencias de RF y
medidas en el aire

Ante los continuos desarrollos en 
la nube, Internet de las Cosas, comu-
nicación entre máquinas, vehículos 
autónomos y la llegada de 5G, entre los 
principales aspectos a tratar en estos 
eventos estarán: evolución de la red 
móvil y el abandono del cobre, mejores 
prácticas para medidas de RF sobre 
CPRI, evolución de las necesidades de 
prueba de redes ópticas y pruebas 
de enlaces Ethernet por encima de 
100GbE y cambios en el espectro de RF 
que impulsan la necesidad de capturar 
más interferencias, así como consejos 
prácticos sobre el terreno.

Este evento itinerante se inició en 
Finlandia entre los días 20 y 22 de sep-
tiembre y a continuación se trasladará 
a Dinamarca, Austria, República Checa, 
Suiza y España.

Para conocer toda la lista de even-
tos e inscribirse, visite la web. 

http://www.anritsu.com/
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Controladores LED para 
iluminaciones integradas

Nuevas series RACD04 y RACV04 de 
RECOM

Los controladores LED de RECOM 
con intensidad constante (RACD04) o 
bien tensión constante (RACV04) han 
sido concebidos para aplicaciones de 
precio sensible. Gracias a las salidas 
SELV (tensión baja de seguridad) resul-
tan perfectos para el suministro de co-
rriente de iluminaciones LED integradas.

Su diseño compacto con conexiones 
de cable permite la instalación oculta 
de los controladores LED de RECOM 
en muebles, su montaje camuflado de-
bajo de estanterías o su integración en 
entornos estrechos. La serie RACD04 se 
enfoca en faros de LED, lámparas de lec-
tura e iluminación de acento, mientras 
la serie RACV04 es idónea para franjas 
de LED, iluminación de fondo y paredes, 
pero también para la iluminación de 
muebles y armarios. El suministro de 
corriente LED de 4 W CA/CC de la clase 
de protección II está alojado en una 
carcasa extremadamente pequeña de 

www.recom-power.com

38 x 27 x 21 mm con un peso de tan 
solo 40 gramos. 

La serie RACD04 cuenta con salidas 
de intensidad constante de 350 mA, 
500 mA y 700 mA, la mientras la se-
rie RACV04 se destaca con salidas de 
tensión constante de 12 V y 24 V. Su 
tensión aislante asciende a 3,75 kVCA/1 
minuto. Gracias a la clasificación IP65 
es posible implementar los controlado-
res LED también en emplazamientos 
húmedos, como en la iluminación en 
cocinas o baños, pero también en zo-
nas protegidas del jardines y exteriores. 
Ofrecen una protección íntegra contra 
cortocircuitos, sobretensión, sobrecarga 
y sobrecalentamiento y están certifica-
dos según las normas CE, CB, ENEC, 
CSA y UL8750. Además cumplen con 
los requisitos de las directivas RoHS2.1 
y ErP. Ambas series se suministran con 
una garantía de 3 años. RACD04 y 
RACV04 de RECOM están disponibles 
inmediatamente a través de los canales 
de distribución.

 Convertidor CC/CC 
con muy alta densidad 

de potencia para aplica-
ciones industriales y de 

electromovilidad

Gran variedad de convertidores 
CC/CC montados en placas de 
circuito impreso para aplica-
ciones industriales, alimentadas 
con batería y ferroviarias

Rango de entrada 9-36V CC o 
18-78V CC, con potencias 
desde 8W hasta 240W 

Certificación CE & EN50155 para 
la industria del ferrocarril

Certificación CE & EN60950 

Alto grado de rendimiento 
de hasta 93%

Rango de temperatura   
desde -45°C hasta +85°C

30W (1″x1″), 60W (2″x1″),
180W (¼ brick), 240W (½ brick) 

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-power.com

RECOM presenta con-
vertidores CC/CC espe-
cialmente desarrollados 
para aplicaciones ferro-
viarias

Serie RP40-FR con certificación EN y UL 

Los nuevos convertidores CC/CC cer-
tificados de la serie RP40-FR han sido 
desarrollados por el fabricante RECOM 
particularmente para la integración en 
vehículos ferroviarios y aplicaciones in-
dustriales que exigen estándares de 
seguridad aprobados.

Con la certificación EN50155, la 
serie RP40-FR es ideal para condiciones 
difíciles como aquellas en la circulación 
ferrofiaria. La gama de aplicaciones idó-
neas abarca además aplicaciones con 
altos voltajes de entrada en la industria, 
la telecomunicación y la arquitectu-
ra distribuida de abastecimiento. Esto 
confirman las certificaciones según UL/
cUL 60950-1. 

Los convertidores CC/CC de RECOM 
ofrecen junto al amplio rango de voltaje 
de entrada de 4:1 una potencia de 
salida regulada de 40 W con salidas 
singulares o duales y una función de 
ajuste de salida. Las prestaciones in-
cluyen también el encendido/apagado 
remotos con lógica positiva o negativa. 
La serie está disponible con una entrada 
nominal de 24 o bien 48VCC con aisla-
miento de 1,6 kVCC y también 110VCC 
con aislamiento de 3 kVCC. Con sus di-
mensiones de carcasa de 2‘‘ x 1‘‘ (50,8 
x 25,4 x 10,2 mm sin disipador de calor 
o 56,8 x 25,4 x 16,8 mm con disipador), 
los convertidores alcanzan un grado de 
rendimiento de 92%. Además del rango 
extendido de temperatura de servicio 
de -40 a +105°C cuenta la serie con 
una protección contra cortocircuitos, 
sobretensión, sobrecarga y sobrecalen-
tamiento. RECOM concede una garan-
tía de tres años para la serie RP40-FR 
que está disponibles inmediatamente 
a través de los canales de distribución.

http://www.recom-power.com/
http://bit.ly/1UCsZUR
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element14 y Motorola 
firman un acuerdo ex-
clusivo de fabricación 
y distribución para el 
nuevo kit de desarrollo 
Moto Mods™ de Mo-
torola 

El futuro de los accesorios para 
smartphones queda en manos de 
fabricantes y desarrolladores gracias 
al kit de desarrollo Moto Mods

Tras un acuerdo entre Motorola 
y element14 para la distribución y 
fabricación a escala mundial, ya se 
encuentra disponible el kit de de-
sarrollo Moto Mods (MDK) de este 
fabricante y desarrollador; se podrá 
comprar exclusivamente a través de 
Farnell element14.

El MDK, diseñado para conectar-
se al nuevo smartphone Moto Z de 
Motorola, permite que los fabrican-
tes transformen las capacidades de 
su smartphone creando sus propias 
aplicaciones a medida, llamadas 
Moto Mods. El kit ya se encuentra 
disponible para su compra en exclu-
siva a través de Farnell element14 
en Europa.

Como fabricante y distribuidor 
líder para el mercado de fabricantes 
y desarrolladores, y número uno 
en el suministro de ordenadores 
monoplaca, element14 era la elec-
ción natural para colaborar con 
Motorola en el lanzamiento del kit 
de desarrollo Moto Mods. El MDK 
cuenta con el potencial de revolu-
cionar las capacidades futuras del 
smartphone.

“element14 cree que las mejores 
innovaciones de la industria se pro-
ducen cuando las tecnologías hacen 
que sean más accesibles para un 

mayor número de personas”, señaló 
Claire Doyle, Jefe Global de la divi-
sión de Informática Monoplaca de 
element14. “Estamos cambiando la 
configuración del mercado de fabri-
cantes y desarrolladores mediante 
la colaboración con las principales 
marcas globales. Estamos encanta-
dos de haber establecido este acuer-
do en exclusiva con Motorola para 
el kit de desarrollo Moto Mods”.

Los propietarios de cualquier 
smartphone Moto Z pueden com-
prar el MDK exclusivamente a tra-

Esta capacidad única para ob-
tener tal nivel de personalización y 
desarrollo con Moto Mods se logra 
gracias a la revolucionaria Smart 
Surface de Moto Mod. Smart Surfa-
ce proporciona una conexión eléc-
trica directa al teléfono, ofreciendo 
así a los desarrolladores el acceso a 
las vías de alimentación y datos del 
teléfono. Este sistema permite que 
los desarrolladores puedan crear 
hardware a medida que se pueda 
controlar a través del terminal y les 
ofrece la capacidad de diseñar y 

en su día solo estaba al alcance de 
los expertos en el sector ahora está 
disponible para todos, ofreciéndoles 
la oportunidad de ayudarles a cons-
truir un ecosistema que cambiará el 
futuro de los móviles.

El kit de desarrollo Moto Mods 
incluye todo lo que necesitan los 
usuarios para conectarse a su 
smartphone Moto Z y empezar a 
desarrollar prototipos al instante. 
Incorpora una tarjeta perforada  
(Perforated Board) a la cual se pue-
den soldar componentes para, por 
ejemplo, a un Moto Mod de cu-
bierta y referencia. Todos los com-
ponentes del kit también se podrán 
adquirir por separado a través de 
element14.

element14 también ofrece la tar-
jeta adaptadora HAT de Motorola 
para ampliar el Moto Mod de refe-
rencia y utilizarlo con las HAT exis-
tentes para Raspberry Pi, así como 
con las tarjetas personalizadas (Per-
sonality Cards) de Motorola (audio, 
batería, visualizador y sensor), con 
esquemas eléctricos y mecánicos 
de código abierto, firmware Moto 
Mods y apps para Android que sir-
ven como ejemplos de cómo pue-
den los usuarios crear sus propios 
prototipos.

El kit de desarrollo Moto Mods, 
la tarjeta adaptadora HAT, las tar-
jetas personalizadas y las tarjetas 
perforadas ya se encuentran dis-
ponibles para su compra a través 
de element14. Los productos se 
podrán comprar en otros mercados 
a lo largo de este mismo año.

Para más información sobre el kit 
de desarrollo Moto Mods y para rea-
lizar pedidos hoy mismo, visite este 
www.element14.com/community/
groups/moto-mods.

www.es.farnell.com

vés de element14 y de esta forma 
desarrollar prototipos de Moto 
Mods para transformar al instante 
su smartphone en un dispositivo 
totalmente nuevo a diferencia de 
cualquier otro smartphone del mer-
cado. Moto Mods se encaja mag-
néticamente sobre la parte trasera 
del teléfono y forma una unidad 
con el terminal, convirtiendo así 
temporalmente el teléfono en otro 
dispositivo, como altavoz o incluso 
proyector. Motorola y element14 
son los únicos en ofrecer este nivel 
de personalización.

comercializar su propio Moto Mods, 
abriendo así nuevas vías para la 
creatividad dentro de la comunidad 
de fabricantes y desarrolladores.

Motorola ha seleccionado a ele-
ment14 para que comercialice este 
nuevo producto de forma exclusiva 
en todo el mundo, lo cual refle-
ja el liderazgo de element14 para 
fabricantes y desarrolladores, su 
presencia global y su experiencia 
en este mercado en auge. El kit de 
desarrollo Moto Mods está llamado 
a revolucionar la industria de los 
smartphones. Una tecnología que 

www.element14.com/community/groups/moto-mods
www.element14.com/community/groups/moto-mods
http://www.es.farnell.com/
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Conozca cómo impulsamos la tecnología en 
la educación y público maker, damos servicio 
de búsqueda y diseño, le acompañamos tanto 
desde el diseño a la producción como en el 
mantenimiento y test: 

 � Acceso a más de 650.000 productos, servicios y 
software 

 � 1.600 marcas líderes, listas para su despacho
 � Entrega 24/48 horas para todos los pedidos 
realizados antes de las 19:00 horas

 � Herramientas de compra online de fácil uso
 � Soporte técnico gratuito para nuestros clientes
 � Servicio de devolución de productos sin problemas

Con la presencia en nuestro stand de:

Consiga su invitación GRATUITA y más información 

en  es.farnell.com/Matelec2016

MATELEC 2016
Visítenos en 

25-28 de octubre, Madrid - Hall 4, stand 4E17

http://bit.ly/2d4nmUG
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Los mejores métodos para medir y monitorizar los 
niveles de un fluido dependiendo de la aplicación. 

mencionados en el apartado de transmisores continuos 
con flotador.

Transmisores de Nivel con 
Radar 

Éste es un método sin contacto 
que implica rebotar un pulso 
electromagnético en una superficie y

medir el tiempo que requiere en volver al sensor. Cuanto 
más rápido regrese el pulso, mayor el nivel del líquido. El 
método de medición sin contacto ofrece ventajas en las 
que las características del medio no son tan restrictivas. 
Sin embargo, los radares funcionan mejor con envases 
metálicos. Los envases pueden hacer que algunos medios 
no puedan usar esta tecnología. Medios altamente 
corrosivos, por ejemplo, no se pueden almacenar en 
recipientes metálicos, así que para tal situación el radar no 
sería la mejor opción. La tecnología de detección por radar 
requiere un tiempo de instalación. El software se tiene 
que instalar para poder calibrar el equipo. La calibración 
elimina los ecos falsos dentro del envase. 

Capacitancia de Radio Frecuencia

La tecnología de radio frecuencia utiliza características 
eléctricas de capacitores en un envase para localizar el 
contorno de la superficie. Esta tecnología puede utilizar 
los niveles de gránulos o fluidos con diversas densidades. 
El equipo es similar al de sondeo de nivel con flotador, solo 
que, en lugar de utilizar imanes, el lateral del contenedor 
sirve comúnmente como segundo conductor.  Una 
desventaja de esta tecnología es la acumulación de fluido 
en la sonda, ya que, si no se le da un un mantenimiento 
y limpieza adecuados, puede generar lecturas erróneas 
de nivel. Es importante configurar la sonda y el envase de 
manera correcta, para lo cual existen diseños a medida 
que se adecuan a sus necesidades. 

Sensores y Transmisores
de Ultrasonidos

Parecidos a los sensores de radar, los sensores
ultrasónicos son poco sensibles a las características del 
envase.  Es básicamente una tecnología para niveles de  
fluido en los que una medida será suficiente. Ya que no 
es una tecnología de contacto , se pueden medir ácidos, 
químicos de imprenta o incluso aguas residuales de manera 
sencilla. Los grumos o  fluidos esponjosos pueden alterar 
la precisión de esta tecnología si no se diseña un proceso 
más sofisticado para la recolección de información.

ara medir y monitorizar los niveles de fluido de manera 
precisa, es imprescindible seleccionar la metodología
correcta para el medio y el recipiente elegidos. A 
continuación, presentamos los seis métodos más 

comunes para monitorizar el nivel de fluido, cada uno de los 
cuales tiene sus ventajas y desventajas.

Transmisores de Nivel Continuo 
con Flotador
Estos sensores de nivel utilizan un flotador 
suspendido sobre el líquido, sujetado por una
vara o varilla, el cual envía una vibración al 

sensor a través de la misma. 

Existen dos clases principales : magnetoestrictivos y resistivos.
En ambos casos, una de las principales ventajas, es la posibilidad 
de instalar un grupo de sensores y flotadores para medir el nivel 
de distintos fluidos. Por ejemplo, para detección de derrames. 
Además, proporcionan una gran precisión, especialmente, en 
materiales espumosos, donde otras tecnologías sin contacto, 
como la de ultrasonido, suelen dar resultados erróneos. Sin 
embargo, el requerir contacto presenta desventajas, ya que los 
materiales en las varillas o flotadores pueden no ser compatibles 
con el ambiente. Además, la temperatura o la flotabilidad 
pueden alterar la exactitud de los resultados. Por último, 
el desplazamiento de flotadores y varillas en envases muy 
pequeños puede llevar a resultados imprecisos. Los transmisores 
de nivel continuo con flotador son apropiados y muy eficaces 
para aplicaciones comunes.

Transmisores De Presión 
Diferencial

Utilizados de manera difundida en diversas 
aplicaciones, los transmisores de presión 
diferencial se pueden utilizar para determinar 

niveles de fluido conociendo la diferencia de presión entre 
la salida de alta presión y la salida de baja presión en su 
configuración común. La diferencia de presión se convierte en 
una señal de salida que se calibra para indicar el nivel de fluido.

Célula de Carga 

Una célula de carga es una técnica de 
transductor que mide el peso, una fuerza 
mecánica o una carga, con una señal de 
salida equivalente al nivel de fluido. 
Estas tecnologías varían, de muy asequibles y 

genéricas, a diseños personalizados. La monitorización de fluido 
normalmente presenta una menor complejidad. La fuerza es 
unidireccional, estática y repetitiva. Se aplican los inconvenientes 
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Gane un kit de desarro-
llo para detección táctil 
y de gestos 2D/3D de 
Microchip

Revista Española de Electrónica ofrece 
a sus lectores la oportunidad de ganar 
un kit de desarrollo para detección táctil 
y de gestos 2D/3D  (DV102014) de 
Microchip. ¡Este kit tiene un valor de 
249,00 dólares!

El kit de desarrollo para detección 
táctil y de gestos 2D/3D es el primer kit 
de desarrollo en el mercado que integra 
reconocimiento táctil capacitivo por 
proyección (projective-capacitive, PCAP) 
2D y de gestos 3D en visualizadores.

El kit facilitará a los diseñadores el 
acceso a la tecnología de detección 2D 
y 3D GestIC® patentada por Microchip, 
que les permite integrar fácilmente de-

tección multitáctil 2D y reconocimiento 
de gestos 3D con la mano en sus apli-
caciones para visualizadores. El uso 
de una tecnología basada en campo 
eléctrico ahora permite el seguimiento 
de gestos con manos y dedos, tanto 
sobre la superficie del visualizador como 
por encima, y a una distancia de hasta 
20 cm. 

Además el kit de desarrollo ofrece 
una experiencia de sencillo uso y dis-
ponibilidad inmediata que no necesita 
desarrollar código.  La parametrización, 
el diagnóstico y los ajustes opcionales 
se realizan mediante Aurea 2.0, un in-
terface gráfico de usuario de descarga 
gratuita.

El kit de desarrollo para detección 
táctil y de gestos 2D/3D incorpora el 
controlador PCAP más avanzado de 
Microchip, el MTCH6303, con el contro-
lador de gestos 3D MGC3130. Incluye 
un sensor táctil transparente de ocho 
pulgadas para el desarrollo rápido de 
prototipos compatible con los visuali-
zadores más utilizados del mercado. El 
MTCH6303 proporciona coordenadas 
multitáctiles con una velocidad de ba-
rrido de 100 Hz para los cinco dedos. 

Además integra un paquete de gestos 
para varios dedos que se adapta bien a 
aplicaciones controladas por un sistema 
operativo, así como a sistemas embebi-
dos sin sistema operativo.

El MGC3130 con la galardonada 
tecnología GestIC de Microchip fue el 
primer controlador de gestos 3D ba-
sado en campo eléctrico en ofrecer el 
seguimiento de la posición de las manos 
con bajo consumo, precisión y robustez 
a 200 Hz. Además la tecnología GestIC 

utiliza modelos de Markov ocultos para 
asegurar que la tasa de reconocimiento 
de gestos de la mano 3D supere el 95%. 
Los gestos de la mano son universales, 
higiénicos y fáciles de aprender, por lo 
que son ideales para aplicaciones de 
visualización.

Si desea tener la oportunidad de ga-
nar un kit de desarrollo para detección 
táctil y de gestos 2D/3D de Microchip, 
visite www.microchip-comps.com/rede-
oct16

www.microchip.com

Microchip anuncia una 
nueva tarjeta de desa-
rrollo para diseños con 
microcontroladores 
PIC® de 16 bit y 32 bit

Principales características:
•	 La tarjeta de desarrollo flexible Ex-

plorer 16/32 cuenta con el soporte
de un gran ecosistema de tarjetas
hijas para aplicaciones

•	 Integra programador/depurador,
USB para alimentación y comunica-
ción y nuevas funciones

•	 Permite la evaluación de microcon-
troladores PIC24 y dsPIC33 de 16 bit 
y PIC32 de 32 bit mediante módulos 
PIM (Plug-In-Modules) del procesa-
dor para facilitar el intercambio de
dispositivos

•	 Su compatibilidad con Explorer 16
permite reutilizar el código existente, 
así como las bibliotecas, prototipos
y otros recursos

Microchip anuncia la nueva tarjeta 
de desarrollo Explorer 16/32 para dise-
ños con microcontroladores PIC® de 16 
bit y 32 bit. Esta nueva tarjeta tiene un 
coste inferior al de la conocida tarjeta 

de desarrollo Explorer 16 de Microchip 
y se suministra con un programador/
depurador integrado, así como con 
varias funciones nuevas que cubren las 
necesidades de diseño de los nuevos 
sistemas embebidos. La tarjeta propor-
ciona una herramienta flexible, práctica 
y de sencillo manejo, y es compatible 
con la tarjeta clásica Explorer 16.

La tarjeta de desarrollo Explorer 
16/32 sirve como plataforma para que 
los clientes evalúen las familias de dispo-
sitivos PIC24 y dsPIC33 de 16 bit y PIC32 
de 32 bit mediante módulos PIM (Plug-
In-Modules) de procesador para facilitar 
el intercambio de dispositivos. Facilita 
el desarrollo de prototipos de la aplica-
ción final para comprobar el concepto 
antes de pasar al diseño real. La tarjeta 

incorpora un interface mikroBUS™ para 
añadir nuevas funciones de manera 
sencilla utilizando tarjetas Click™ de 
MikroElectronika. La tarjeta también 
dispone de USB integrado para alimen-
tación y comunicación, eliminando así 
la necesidad de un adaptador externo 
de alimentación y de un accesorio de 
comunicación.

Esta nueva tarjeta será compatible 
con la conocida tarjeta Explorer 16, 
que permite a los usuarios continuar 
utilizando código existente, bibliotecas, 
prototipos, módulos PIM y tarjetas hijas 
PICtail™ Plus conectadas mediante un 
conector lateral PICtail Plus. 

Las tarjetas hijas PICtail Plus co-
nectadas mediante un conector ver-
tical se pueden reutilizar añadiendo 

la tarjeta de expansión PICtail Plus. 
El kit de desarrollo Explorer 16/32 
(DM240001-3) incluye la tarjeta de 
desarrollo principal Explorer 16/32, un 
módulo PIM PIC24FJ1024GB610 y dos 
cables USB. El módulo PIM incorpora un 
microcontrolador PIC24FJ1024GB610 
de 16 bit con 1MB de Flash, una memo-
ria superior y funciones para la familia 
PIC24F de menor consumo. Este kit con 
PIM y cables tiene un precio de 109,99 
dólares.

Para los clientes que ya dispongan 
de un módulo PIM de procesador y de 
cables USB, el precio de la tarjeta de 
desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-
2) es de tan solo 79,99 dólares.

También hay disponible de mane-
ra opcional una tarjeta de expansión 
PICtail Plus (AC240100) para ampliar 
la tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 
con tarjetas hijas verticales PICtail Plus 
para aplicaciones, así como interfaces 
mikroBUS añadidos y una pequeña área 
para desarrollo de prototipos. La tarjeta 
de expansión PICtail Plus tiene un precio 
de 39,99 dólares.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en www.microchip.
com/Explorer1632

www.microchip-comps.com/rede-oct16
www.microchip-comps.com/rede-oct16
www.microchip.com
www.microchip.com/Explorer1632
www.microchip.com/Explorer1632
http://www.microchip.com/
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www.microchip.com/EUPIC32MM

La familia PIC32MM, formada por los primeros microcontroladores PIC32 en ofrecer 

periféricos independientes del núcleo, proporciona control embebido de forma 

económica y con un bajo consumo para aplicaciones de Internet de las Cosas, consumo, 

industria y motores CC sin escobillas y sin sensor.

Los periféricos independientes del núcleo, como células lógicas confi gurables 

(configurable logic cells, CLC) y PWM de captura y comparación con múltiples salidas 

(multiple output capture compare PWMs, MCCP), descargan de trabajo a la CPU 

para reducir el consumo y la complejidad de diseño. El mayor ahorro de consumo 

obtenido gracias a los modos dormidos de bajo consumo se unen a las opciones de 

encapsulado de pequeño tamaño de 4x4mm para ofrecer una mayor autonomía de la 

batería incluso en aplicaciones con limitaciones de espacio.

Primeros microcontroladores PIC32 con 
periféricos independientes del núcleo
Supere las limitaciones de coste, consumo y tamaño con 
los microcontroladores PIC32MM

http://bit.ly/2dTMJIh
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Estas variantes acodadas a la 
derecha o a la izquierda respec-
tivamente, permiten la ubicación 
perpendicular de la borna con 
respecto a la placa de circuito 
impreso. Puesto que la salida de 
cables puede integrarse de forma 
flexible en los diseños de equipos 
específicos de cada cliente, estas 
bornas, con paso de 5 mm resultan 
adecuadas para desarrollos que 

www.phoenixcontact.es

puedan montarse sobre carril.
Disponibles desde uno hasta 

cuatro polos, las FKDSO 2,5/..L1 
y R1 resultan adecuadas para co-
rrientes de hasta 20 A y tensiones 
de hasta 320 V. Mediante la cómo-
da conexión por resorte push-in, 
con pestaña de accionamiento, 
pueden conectarse fácilmente y de 
forma fiable cables con secciones 
de entre 0,2 mm² y 2,5 mm².

Cada set incluye una combi-
nación completa de las partes de 
la caja, placas de circuito impreso 
adaptadas y la tecnología de cone-
xión adecuada, con hasta 36 polos. 
Así se evitan largas y complicadas 
configuraciones que, por un inicial 
desconocimiento del producto, 
pueden llevar a error.

Con los sets, los usuarios pue-
den proteger fácilmente las placas 
de circuito impreso equipadas e 
instalarlas como solución electró-
nica profesional en un carril. Estos 
sets para nuevos desarrollos están 
disponibles para las series de cajas 
ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH 
y UM-BASIC. 

Personal izac ión de 
equipos gracias a ca-
jas para electrónica 
con partes superiores 
modulares 

Phoenix Contact amplía la familia 
de cajas para electrónica BC con 
nuevas partes superiores modu-
lares. 

Las paredes laterales de las par-
tes superiores se presentan en tres 
variantes diferentes, admitiendo 

así diseños flexibles de las placas 
de circuito impreso.

Los usuarios pueden configurar 
cada segmento de forma individual 
y adaptar la tecnología de cone-
xión y la superficie de equipamien-
to de la placa de circuito impreso 
a la correspondiente aplicación. 
Las carcasas, de policarbonato, 
están disponibles con anchuras de 
71,6 mm y 107,6 mm, y cuentan 
con una amplia superficie frontal 
para rotulación y marcado de las 
unidades funcionales.

Sets de cajas para electrónica para nuevos 
desarrollos

Con los nuevos sets de cajas para electrónica de Phoenix Contact podrá 
enfrentarse a un nuevo diseño electrónico que requiera envolvente de 
forma más sencilla. 

Borna ortogonal de conexión rápida para placa 
de circuito impreso 

Phoenix Contact presenta las nuevas bornas para placa de circuito im-
preso de la serie FKDSO 2,5/..R1 y L1. 

www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.es/
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Un sistema – 
Innumerables posibilidades
Sistema universal de cajas para electrónica con conexión integrada

Las nuevas cajas para electrónica EH permiten concebir cualquier diseño de equipo 
imaginable. Disponibles con 7 posibles anchuras, 2 alturas y 3 variantes de tapas, 
ofrecen más de 100 posibilidades de combinación e integran cómodamente las dis-
tintas tecnologías de conexión electrónica.

nuevo

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

http://bit.ly/2dRpqwK
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HeiPac EASY – Su-
bracks 19” montados 
en tan sólo 1 minuto

KOLBI ELECTRONICA presenta la 
serie HeiPac EASY de HEITEC, fabri-
cante alemán de envolventes para 
19”. 

Este concepto modular facilita el 
montaje en infinitas aplicaciones con 
el mínimo número de componentes.

Se suministra en forma de kits 
desmontados, pero con perfiles y 
tornillos pre-ensamblados. Gracias 
a estos elementos pre-montados, el 
subrack se puede montar en menos 
de 1 minuto. Todos los carriles están 
fijados con doble tornillo para ga-
rantizar la robustez incluso bajo alto 
estrés mecánico. 

El suministro en forma de kit per-
mite reducir el volumen del envío 
facilitando su almacenamiento. Esta 
familia está disponible en alturas 
de 3 y 6U, y fondos de 175, 235, 
295, 355 y 415 mm. Su acabado en 

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A.
T. +34 944 43 99 00    
www.kolbi.es  /  kolbi@kolbi.es

aluminio anodizado ofrece ligereza, 
robustez y resistencia, así como una 
buena resistencia anticorrosión. 

Junto con estos elementos de 
menor complejidad, KOLBI ELEC-
TRÓNICA S.A. ofrece de la mano 

Series CBI de ADEL-
SYSTEM: UPS DC a 
carril con cargador in-
teligente y apta para 
elevados picos de co-
rriente. 

La serie CBI de Adelsystem, distri-
buida por KOLBI ELECTRONICA, S.A 
se compone de UPS de continua a 
carril con potencias entre 36 y 480W 
y tensiones de 12, 24 y 48Vdc. Estos 
equipos se han desarrollado con la 
filosofía “ALLinONE”, integración 
de la fuente de alimentación con el 
módulo UPS y la carga de batería 

en el mismo equipo, reduciendo así 
el espacio de instalación gracias a 
su diseño compacto, el número de 
referencias de compra y la gestión 
de posibles reparaciones. 

Otra característica destacable es 
su sistema de cargador inteligente 
con diagnóstico. El sistema chequea 
cíclicamente el estado y la impedan-
cia de la batería, pudiendo detectar 
hasta 16 tipos de fallos distintos 
en el equipo, instalación o defectos 
por envejecimiento o mal estado de 
las baterías. En equipos de mayor 
potencia, se dispone de un puerto 
ModBus que permite acceder a toda 
esta información de diagnóstico. 
Esta capacidad de comunicación es 
destacable en equipos industriales 

de montaje a carril DIN y permite 
monitorizar de forma sencilla toda 
la instalación de alimentación del 
sistema.

La función Power Boost permi-
te suministrar picos de 2 veces su 
corriente nominal de forma perma-
nente, y hasta 3 veces la corriente 

SEIFERT. Refrigera-
ción en condiciones ad-
versas: intemperie, en-
tornos corrosivos, ...

Las condiciones de intemperie 
pueden ser muy agresivas para los 
equipos alojados en los armarios 
eléctricos, por lo que las unidades 
de refrigeración deben soportar es-
tas condiciones con un grado de IP 
adecuado y capacidad para trabajar 

en entornos de temperaturas extre-
mas. La serie SoliTherm Outdoor, de 
Seifert Systems presentada recien-
temente por su distribuidor, KOLBI 
ELECTRONICA, con potencias de en-
tre 550 W y 4 kW. 

Asimismo, posee un grado de 
protección IP 56 (NEMA 12, 3, 3R, 
4, 4X) e incluso en algunos modelos 
hasta IP66. 

Todas las unidades vienen equi-
padas con una carcasa de chapa 
de acero con pintura pulverizada, 
pudiendo también suministrarse 
en INOX AISI 304 o en INOX AISI 
316. Por otro lado, su resistencia 

calefactora hace que el líquido refri-
gerante no pierda sus propiedades 
para temperaturas de hasta -20oC, 
a diferencia de los equipos standard 
que sólo permite funcionar a partir 
de +20ºC. 

Se dispone además de un kit de 
evaporación para el agua de conden-
sación, el cual la vaporiza y la expulsa 
al exterior. 

Para aplicaciones donde el aire 
acondicionado no se puede aplicar 
bien sea por tamaño, peso o tempe-
ratura exterior elevada, disponemos 
de refrigeración por células Peltier. 
Con potencias de hasta 250W, ali-

de HEITEC, las configuraciones más 
complejas en envolventes de 19” in-
tegrando además backplanes, fuen-
tes de alimentación y tarjetas para 
la gestión y control de buses tales 
como CPCI, MicroTCA y VME.

nominal durante 4 segundos. Esto 
les hace idóneos para aplicaciones 
donde, en caso de emergencia, de-
ban gestionarse cargas con elevadas 
corrientes de pico, tales como mo-
tores DC, y cargas inductivas tales 
como bobinas de relés, contactores, 
etc.

mentaciones en 24 y 48Vdc, cubier-
tas de acero inoxidable e IP66 son 
estos elementos el complemento 
perfecto para las aplicaciones no 
cubiertas por los equipos de aire 
acondicionado.

http://www.kolbi.es/
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Automatizando el FUTURO

Proveedor de soluciones para los sistemas de Automatización y Control Industrial

Aire acondicionado para
interior y exterior.
Sistemas ultra-compactos, 
Peltier.
Disponibles en acabado INOX.

Contactores de continua
bidireccional 3kW/1100A.
Sin corriente crítica mínima,
lo que garantiza una maniobra segura.

Pulsadores de diseño.
Pulsadores Wireless y para
Buses de Campo.
IP69K y pulsadores Inox.

Envolventes para sistemas 19’’.
Subracks y soluciones para
sistemas VME, Compact PCI,
µTCA y VPX.

KOLBI ELECTRÓNICA S.A. Telf. 944 43 99 00 email: info@kolbi.es

Connect - Contact - Control

Iluminación LED para máquinas
y puestos de trabajo.
Vida útil > 50.000 horas.
Para todo tipo de usos industriales
adversos (hasta IP69K).

UL Type 12, 3, 3R, 4, 4X

http://bit.ly/1YQx4Yk
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NI aumenta la capaci-
dad de personalización 
del sistema de pruebas 
Hardware-in-the-Loop 
(HIL) con simuladores 
de HIL preconfigurados

Los nuevos simuladores de HIL redu-
cen el riesgo de pruebas y desarrollo 
sin perjudicar la flexibilidad necesa-
ria, construyendo sobre plataformas 
abiertas y disponibles en el comercio

NI anunció simuladores de HIL 
preconfigurados sobre una arqui-
tectura modular abierta para ayudar 
a los ingenieros de test de software 
embebido de la industria automo-
vilística y aeroespacial a mantener 
la calidad al atender la demanda 
de plazos reducidos, requisitos de 
prueba que cambian constantemente 
y disminución de mano de obra.  

Los sistemas de NI integran fácil-
mente nuevas tecnologías, como E/S 
de RF y procesamiento de cámara, 
junto con componentes de HIL tra-
dicionales, en un solo sistema, ya 
que están creados sobre plataformas 
de hardware y software abiertas y 
disponibles en el mercado. A dife-

rencia de las técnicas existentes, esta 
adaptabilidad permite a los ingenie-
ros mantenerse al día con tecnolo-
gías avanzadas, como los sistemas 
avanzados de conducción asistida, 
electrificación de sistemas e integra-
ción avanzada de sensores (es decir, 
el radar). Con los simuladores de HIL 
de NI, los ingenieros de prueba ahora 
pueden elegir un sistema de prueba 
preconfigurado en plataformas es-
tándar y abiertas en lugar de tener 
que decidir entre sistemas de prueba 
inadaptables y cerrados o crear todo 
el sistema desde cero.  

“Elegimos un sistema de prueba 
de HIL de NI porque está construido 
sobre plataformas estándar abiertas 
que nos permitieron reducir el coste 
general de la prueba y el manteni-
miento y la propiedad de nuestro 
hardware a largo plazo”, afirmó 
Anders Tunströmer de Saab Aero-
nautics. “También nos permitió per-
sonalizar el sistema acorde a nuestras 
necesidades exactas, aumentando la 
velocidad a la que podíamos encon-
trar y solucionar defectos de software 
embebido mientras probábamos la 
integración de LRU para nuestro caza 
Gripen”.

Con los simuladores de HIL, los 
usuarios pueden:
• Personalizar sistemas para incluir

tecnologías como datos de cá-
mara, medición y generación de

RF para objetivos de radar, inicio 
pasivo/entrada pasiva, sistemas 
de control de presión de neumáti-
cos y FPGA para ejecutar modelos 
avanzados, todo lo cual garantiza 
una cobertura máxima de la prue-
ba de software

• Empezar rápidamente a probar
para encontrar más defectos con
mayor rapidez, con un simulador
de HIL preconfigurado y con soft-
ware de prueba VeriStand para
realizar una simulación en tiempo 
real, generación de estímulos y
adquisición de datos

• Reutilizar hardware y modelos
existentes integrando fácilmente
modelos de software de terceros
y sistemas de terceros que utilicen 
el estándar del sector ASAM XIL

“Debido a los requisitos cambian-
tes y a la necesidad de una cobertura 
de prueba más completa, la mayoría 
de los sistemas de prueba de HIL 
requieren cierta personalización ade-
más de los componentes comunes”, 
afirmó Chad Chesney, vicepresidente 
de adquisición de datos y sistemas 
embebidos de NI. “NI ha estanda-
rizado las piezas comunes de estos 
sistemas de prueba, permitiendo a 
nuestros clientes y socios centrarse 
en sus especialidades y garantizar 
los sistemas de control más fiables e 
innovadores”.

Los simuladores de HIL son los 
últimos sistemas construidos en las 
plataformas abiertas PXI y Compac-
tRIO. Funcionan con el software de 
inicio de sesión y de configuración de 
pruebas en tiempo real VeriStand y el 
software de diseño de sistemas Lab-
VIEW, así como el nuevo hardware 
SLSC de NI para estandarizar el enru-
tamiento de señales, conmutadores, 
cargas y acondicionamiento de seña-
les. Los sistemas de HIL de NI utilizan 
un sistema operativo en tiempo real 
y tecnología de FPGA para ofrecer lo 
último en personalización, aprove-
chando los componentes disponibles 
en el mercado para reducir el riesgo 
de mantenimiento a largo plazo.

Para obtener más información so-
bre simuladores de HIL, visite www.
ni.com/hil-simulators.

www.ni.com

NI Anuncia la Prime-
ra Arquitectura para 
Aplicaciones Massive 
MIMO a fin de Acele-
rar la Innovación en la 
Creación de Prototipos 
5G

NI anunció la primera arquitectu-
ra para aplicaciones MIMO del mun-
do. La cual, al combinarse con el 
hardware de radio definido por soft-
ware de NI, proporciona una aplica-
ción reconfigurable y documentada 
con código fuente de LabVIEW, que 
permite a los investigadores cons-
truir prototipos MIMO tradicionales 
y Massive MIMO.

La arquitectura de aplicaciones 
MIMO permite a los diseñadores de 
dispositivos y redes inalámbricas de-
sarrollar y evaluar algoritmos propios 
para resolver muchos de los pro-

blemas prácticos asociados con las 
implementaciones multiusuario de 
MIMO del mundo real. Además, es 
escalable de 4 a 128 antenas al usar-
se con las plataformas de hardware 
NI USRP RIO y NI PXI, y permite a los 
usuarios crear sistemas pequeños y 
grandes con una integración trans-
parente y mínimo esfuerzo de diseño. 
Los investigadores pueden utilizar 
el sistema preconfigurado para lle-
var a cabo experimentos de Massive 
MIMO e integrar sin problemas sus 
propios algoritmos de procesamien-
to de señal personalizada en una 
fracción del tiempo en comparación 
con otros enfoques, acelerando así 
el proceso de diseño en general, lo 
cual es primordial, pues la industria 
inalámbrica está compitiendo por 
definir el estándar 5G.

Como participantes en el pro-
grama de usuarios pioneros en co-

municaciones/RF de NI, los investi-
gadores de la Universidad de Bristol 
han utilizado la plataforma flexible 
de creación de prototipos para la 
investigación de 5G y han anuncia-
do recientemente en conjunto con 
la Universidad de Lund un récord 
mundial, al aumentar 22 veces la 
eficiencia espectral en relación a las 
redes 4G actuales.

“La plataforma MIMO de NI ha 
sido una pieza fundamental de nues-
tra investigación en Massive MIMO”, 
dijo el profesor Andrew Nix, director 
del Grupo CSN y decano de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Bristol. “La arquitectura de 
aplicaciones MIMO de NI provisto 
permitió a nuestro equipo comenzar 
a trabajar desde un punto de parti-
da avanzado, y la interacción fluida 
entre el software y el hardware nos 
permitió movernos rápidamente de 

la teoría a la creación de prototipos 
en el mundo real. Como resultado, 
hemos sido capaces de demostrar el 
potencial de Massive MIMO como 
una tecnología candidata para 5G 
al establecer el récord mundial en 
eficiencia espectral”.

Más información sobre el nuevo 
marco de aplicaciones Massive MIMO 
en www.ni.com/sdr/mimo.

www.ni.com/hil-simulators
www.ni.com/hil-simulators
www.ni.com/sdr/mimo
http://www.ni.com/
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La mejora de la efi ciencia operativa es crucial para mantener 

la salud de todos sus activos. Con una plataforma integrada 
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Power-Efficient, ARM-
Based i.MX 7 Proces-
sors from NXP 

Now Shipping from Mouser

Mouser Electronics, Inc. is stocking 
i.MX 7 series processors from NXP® Se-
miconductors. This new generation of 
power-efficient and feature-rich appli-
cations processor is based on NXP’s 
successful and broadly deployed i.MX 
platform. The i.MX 7 series delivers 
world-class core power efficiency and 
the industry’s first general-purpose mi-
croprocessor family to incorporate both 
the ARM® Cortex®-A7 and the ARM 
Cortex-M4 cores. 

These technologies, together with 
the companion NXP PF3000 PMIC, un-
leash the potential for innovative, secure 
and power-efficient end-products for 
wearable computing and Internet of 
Things (IoT) applications.

The first members of NXP’s i.MX 7 
series processors, available from Mouser 
Electronics, are the i.MX 7Solo and 
i.MX 7Dual product families. The i.MX 

7Solo family devices feature a single 
Cortex-A7 core that operates at up to 
800 MHz and a Cortex-M4 core, and 
the i.MX 7Dual family devices combi-
ne the Cortex-M4 processor with two 
Cortex-A7 cores running up to 1 GHz. 
The Cortex-A7 and Cortex-M4 achieve 
processor core efficiency levels of 100 
μW/MHz and 70 μW/MHz respecti-
vely. All of the cores can be individually 
power-enabled to perform as needed, 
allowing the i.MX 7 series to meet the 
high-performance needs of running 
Linux, graphical user interfaces, wire-
less stacks or other high-bandwidth 
data transfers with one or both of the 
Cortex-A7 cores. The Cortex-M4 is able 
to perform real time tasks and act as a 
low power co-processor. 

Through the use of an advanced 
28nm ultra low leakage process te-
chnology and discrete power domain 
architecture, the Low Power State Re-
tention (LPSR) mode consumes only 
250 μW while supporting double data 
rate (DDR) self-refresh mode, general-
purpose input/output (GPIO) wakeup, 
and memory state retention. High-
bandwidth connections are provided 
through a variety of interfaces such as 
PCIe and Gigabit Ethernet with AVB 
support. Both of the i.MX 7 families 
support the performance and power 

driven range of external memories inclu-
ding eMMC5.0 and Low Power-DDR3 
at up to 1066 MHz, meeting higher 
bandwidth applications.

Mouser is also stocking the NXP 
i.MX 7Dual Smart Application Blueprint 
for Rapid Engineering (SABRE) develo-
pment board, which enables HDMI, 
LCD, and electronic paper display (EPD) 
technology. The board comes with an 
onboard Wi-Fi/Bluetooth® solution 
and the ability to easily expand the ra-
dio functionality through the mini PCIe 
expansion slot. Additionally, the SABRE 

board facilitates software development 
with the ultimate goal of faster time-
to-market through the support of Linux 
OS, Android™ and FreeRTOS operating 
systems.

NXP’s i.MX 7 series processors are 
ideal for a host of applications including 
wearables, secure point-of-sale equip-
ment, smart home controls, industrial 
products, and a vast array of innovative 
IoT solutions.

To learn more, visit http://www.
mouser.com/new/NXP-Semiconductors/
nxp-imx7/.

www.mouser.es

Semtech’s SX1276 
LoRa Shields, Now at 
Mouser, Merge Long-
Range RF with mbed IoT 
Platform

Mouser Electronics, Inc. is stoc-
king SX1276 LoRa™ ARM® mbed™-

enabled shields from Semtech. These 
easily programmable tools come pre-
installed with editable source code, 
allowing developers to easily develop 
Internet of Things (IoT) applications 
and connect to LoRaWAN gateways. 
This gives developers the tools necessary 
to test the capabilities of LoRa radio 

frequency (RF) technology and create 
IoT solutions.

Semtech’s SX1276 LoRa mbed-
enabled shields, available from Mouser 
Electronics, are produced in association 
with ARM and based on Semtech’s 
SX1276 transceiver. The shields, de-
signed for the ISM 433 MHz and 868 
MHz frequency bands of Europe and 
China (SX1276MB1MAS) and 433 MHz 
and 915 MHz bands of North Ameri-
ca (SX1276LB1LAS), give developers 
source code to enable RF tests, simple 
point-to-point communication and 
other device compatibility. 

The SX1276MB1LAS uses a dedica-
ted output pin so it can achieve 20dBm 
on the HF output, while the LF output 
on both versions of the board limits 
maximum power to 14 dBm. The mbed 
shields plug into any mbed microcon-
troller development platforms from 
STMicroelectronics, NXP, and other 
manufacturers.

The onboard SX1276 transceiver 
features a LoRa long range modem, 

which provides ultra-long range, spread 
spectrum communication and high 
interference immunity while minimizing 
current consumption. 

Using Semtech’s patented LoRa mo-
dulation technique, the SX1276 can 
achieve a sensitivity of over  148dBm 
using a low-cost crystal and bill of ma-
terials. 

The high sensitivity combined with 
the integrated +20 dBm power ampli-
fier yields industry-leading link budget 
of 168 dB, making it ideal for applica-
tions that require range or robustness. 
The SX1276 delivers exceptional phase 
noise, selectivity, receiver linearity and 
IIP3 for significantly lower current con-
sumption than competing devices. 

To learn more about the SX1276 
LoRa transceiver, visit http://www.mou-
ser.com/new/semtech/semtech-sx1276-
transceiver/.

To learn more about the SX1276 
LoRa mbed-enabled shields, visit http://
www.mouser.com/new/semtech/se-
mtech-sx1276-mbed-shields/.

http://www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/nxp-imx7/
http://www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/nxp-imx7/
http://www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/nxp-imx7/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx1276-transceiver/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx1276-transceiver/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx1276-transceiver/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx1276-mbed-shields/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx1276-mbed-shields/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx1276-mbed-shields/
http://www.mouser.es/
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maxGUARD de Weid-
müller. Solución com-
pleta que combina con-
trol de carga y distri-
bución de potencial. 

 El diseño modular de maxGUARD 
permite al cliente pagar únicamente 
por el control de carga que real-
mente necesita. Ofrece un ahorro 
considerable en espacio y cableado.

La distribución de la tensión de 
control en la fabricación de cuadros 
requiere aplicar ideas innovadoras. 
Con Klippon® Connect, Weidmü-
ller ofrece soluciones pioneras de 
conectividad para una planifica-
ción, instalación y funcionamiento 
de cuadros más eficaz. La línea de 
productos Klippon® Connect de 
Weidmüller incluye el sistema max-
GUARD con el que se obtiene una 
distribución de tensión de control 
clara y constante. maxGUARD es 
una innovadora y completa solución 
que combina control de carga y 
distribución de potencial de forma 
segura y eficaz. maxGUARD es un 
“producto para aplicaciones”, o lo 
que es lo mismo, un sistema per-
fectamente adaptado a los requi-
sitos específicos de la fabricación 
de cuadros. 

Por regla general, para un fun-
cionamiento eficaz de máquinas e 
instalaciones, las soluciones para la 
distribución de tensión de control 
deben ser a prueba de fallos y de 
fácil mantenimiento, además de 
poder instalarse en espacios reduci-
dos en el menor tiempo posible. El 
nuevo sistema maxGUARD integra 
los bornes de distribución de po-
tencial (hasta ahora instalados por 
separado) en las salidas del control 
electrónico de carga, conformando 
una solución completa de distribu-
ción de tensión de control de 24 V 
DC. Esta novedosa combinación de 
control de carga y distribución de 
potencial ahorra tiempo de instala-
ción, aumenta la seguridad contra 
posibles fallos y reduce hasta en 
un 50 % el espacio necesario en 
los carriles. 

maxGUARD se caracteriza por 
su enorme facilidad de manteni-
miento. Los componentes ope-
rativos, de prueba y de conexión 
desarrollados para la fabricación 
de cuadros garantizan un acceso 
seguro a todos los potenciales de 
tensión y circuitos de carga durante 
los trabajos de puesta en marcha 
y mantenimiento. Además, max-
GUARD es personalizable. Su amplia 
gama de variantes y sus diversos 
bornes de distribución de potencial 
y componentes adicionales permi-
ten obtener soluciones a medida 
en todo momento. Los puntos de 
prueba, perfectamente integradas 
en las entradas y salidas del sistema 
de distribución de tensión de con-
trol maxGUARD, han demostrado 
una excepcional facilidad de uso, 
lo cual agiliza la resolución de pro-
blemas. Para las tareas de ensayo 
y verificación, los distribuidores de 
potencial incorporan prácticas levas 
de seccionamiento que facilitan el 
aislamiento galvánico del circuito 
de carga. Además, maxGUARD in-
cluye unos conectores transversales 
exclusivos que reducen el tiempo y 
esfuerzo para el cableado, gracias 
a su colocación entre el control de 
carga y los bornes de distribución 
de potencial. Por último, el nuevo 
sistema de distribución de tensión 
de control presenta unas dimensio-
nes especialmente reducidas: los 
elementos de control electrónico de 
carga y distribuidores de potencial 
tienen un paso de 6,1 mm.

maxGUARD destaca por un dise-
ño innovador y por su gran ahorro 
de espacio, hasta el 50 %. Su valor 
añadido se encuentra en una con-
cepción global en cuanto a técnica 
y ahorro de tiempo, al ser una solu-
ción de sección individual. El diseño 
de sección individual permite dispo-
ner los distintos canales linealmen-
te, mientras que las soluciones por 
bloques ofrecen siempre una con-
figuración escalonada. La solución 
monosección maxGUARD permite al 
usuario pagar por lo que realmente 
necesita, en consonancia con el 
lema “secciones individuales”, en 
lugar de tener canales sin utilizar 
como sucede con las soluciones 
por bloques. Por ejemplo, en caso 
de requerir cinco canales, el cliente 
adquiere a Weidmüller cinco sec-

www.weidmuller.es

ciones en lugar de dos bloques de 
cuatro canales o un bloque de ocho 
canales. Las soluciones basadas en 
secciones ofrecen rentabilidad y re-
ducen significativamente la anchura 
de los cuadros. Paralelamente, las 
herramientas de ingeniería de Weid-
müller ofrecen asistencia a todos los 
usuarios. La elevada modularidad 
de maxGUARD permite estandarizar 
al máximo las funciones básicas de 
una máquina y utilizarlas como un 
bloque premontado. Además, max-
GUARD no se basa en un control 
monocanal. En su lugar emplea la 
monitorización múltiple, la prefe-
rida por los usuarios en la mayoría 
de casos. Con el sistema modular de 
Weidmüller, todo es posible: desde 
utilizar componentes individuales o 
definir montajes básicos hasta una 
distribución completa de la tensión 
de control.

Las soluciones maxGUARD ofre-
cen excelentes resultados como dis-
tribuciones de tensión de control de 
24 V DC dada la posibilidad de com-
binarlas libremente con múltiples 
variantes de uno y cuatro canales. 
Proporcionan una alta flexibilidad 
gracias a su control electrónico de 
carga ajustable (características de 
corriente y activación, estándar o 
con retardo), monitorización de car-
ga monocanal a prueba de manipu-
laciones (valor fijo) y un económico 
control de carga cuádruple (valor 
fijo) para conjuntos de sensores, 
etc.

El control electrónico de carga 
resulta indispensable para la mo-
nitorización selectiva de circuitos 
de carga de 24 V DC, ofreciendo 

protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de manera rápida y 
segura. Esto permite mantener la 
tensión eléctrica del sistema de 24 
V DC sin interferir con los demás 
componentes de control en fun-
cionamiento. maxGUARD permite 
combinar libremente y por primera 
vez control electrónico de carga y 
distribución de potencial para crear 
una solución completa de distri-
bución de tensión de control de 
24 V DC con todas las conexiones 
necesarias de signo positivo y nega-
tivo para circuitos de carga, lo cual 
supone considerable ahorro tanto 
de tiempo como de espacio. 

maxGUARD utiliza la tecnología 
PUSH IN para sus conexiones. La 
tensión nominal de servicio es de 
24 V DC y la capacidad de carga 
del sistema está concebida para un 
máximo de 40 A. Su amplio rango 
de temperaturas de servicio va des-
de -25 °C hasta +55 °C (sin deriva 
térmica). Las secciones de conexión 
son de 16 mm² en el módulo de 
alimentación, de 2,5 mm² en el 
control electrónico de carga (ELM) 
y de 1,5 mm² y 2,5 mm² en la par-
te superior e inferior del borne de 
distribución de potencial respectiva-
mente. En la actualidad, Weidmü-
ller cuenta con una amplia gama 
de módulos de alimentación (sin 
función de control o con funciones 
de alarma y rearme), tales como 
el módulo de control y alarma, y 
varios módulos de distribución de 
potencial. 

Información adicional: www.
klippon-connect.com, www.weid-
muller.es

www.klippon-connect.com
www.klippon-connect.com
www.weidmuller.es
www.weidmuller.es
http://www.weidmuller.es/
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El  Grupo Weidmü-
ller adquiere Bosch 
Rexroth Monitoring 
Systems

El Grupo Weidmüller ha llegado a 
un acuerdo con Bosch Rexroth para 
la adquisición de Bosch Rexroth Mo-
nitoring Systems GmbH. Ambas em-
presas firmaron los correspondientes 
contratos de compra el 1 de agosto 
de 2016. Las partes han acordado 
mantener la confidencialidad sobre 
el precio de la operación. La transac-
ción está sujeta de la autorización de 
las autoridades antimonopolio. 

Bosch Rexroth Monitoring Sys-
tems GmbH tiene su sede en Dresde, 
cuenta actualmente con una plantilla 
aproximada de 25 empleados y sus 
actividades incluyen el desarrollo, 
fabricación y venta de sistemas de 
monitorización para aerogenera-
dores. Estos sistemas monitorizan, 
en particular, el estado de las palas 
de rotores y permiten, por ejemplo, 
detectar la acumulación de hielo en 
las mismas. La empresa, que cerró 
el ejercicio 2015 con un volumen 
de negocio de 3,8 millones de eu-
ros, suministra principalmente sus 
productos a los fabricantes de aero-

generadores europeos. El sistema de 
Bosch Rexroth Monitoring Systems 
GmbH más conocido en el mercado 
se comercializa bajo la marca BLADE-
control®.

Amplias perspectivas de crecimiento 

Con la adquisición de esta em-
presa, que en el futuro se conocerá 
en el mercado como “Weidmüller 
Monitoring Systems GmbH”, el Gru-
po Weidmüller persigue intensificar 
sus operaciones en el sector eólico. 
Además, el Grupo Weidmüller tam-
bién busca aumentar su oferta de 
soluciones en tecnologías de moni-
torización. 

“Al tratarse de una incorporación 
complementaria a nuestro Grupo, 
este nuevo miembro de la familia 
aporta todas las condiciones para 
lograr el crecimiento futuro”, explicó 
el Dr. Peter Köhler, Director Ejecutivo 
del Grupo Weidmüller durante la 
firma de los contratos. “La empresa 
nos causó una grata impresión, ya 

que además de pionera en la detec-
ción de daños en palas de rotores 
de aerogeneradores, es una de las 
principales en el sector. 

Por tanto, no solo nos beneficia-
remos de su innovadora tecnología, 
sino también de la experiencia ad-
quirida por nuestros nuevos compa-
ñeros”, añadió Jörg Timmermann, 
Director Financiero del Grupo Weid-
müller y responsable de fusiones y 
adquisiciones.

Mayor influencia en la demanda in-
ternacional de soluciones para el 
sector eólico

Al aunar sus fuerzas, ambas em-
presas adquirirán un mayor prota-
gonismo y aumentarán su oferta en 
soluciones de monitorización, tal 
como recalcó el Dr. Köhler: “Nuestra 
organización de ventas, potente y 
con presencia global, nos va a permi-
tir aprovechar la creciente demanda 
de soluciones para el sector eólico en 
nuestra aspiración de crecimiento”.

OMNIMATE® Tecnología de conexión de dispositivos
Tus ideas requieren unas conexiones adecuadas
Nuestras conexiones son sencillamente excepcionales
Let's connect.

www.weidmuller.es
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Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

en paso 1 - 1,27 - 2 y 2,54 mm 

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

bolas. Axiales c.c. De 5-12-24 

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

x50. De a.c. 115-220-240 v. 

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

www.moons.com.cn
Ventiladores AC-DC, Led.

www.adda.com.tw
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Setup Electrónica pre-
senta la nueva familia 
de Osciloscopios de 
10-Bits de Alta Reso-
lución HDO9000 de 
Teledyne LeCroy 

Optimiza la Resolución Vertical para 
obtener una Excepcional Fidelidad 
de la Señal-
Con la tecnología HDO1024, Inter-
face MAUI One-Touch y una pantalla 
de 15,4”proporciona una precisión 
de medida incomparable y una ex-
periencia de usuario de osciloscopios 
sin igual.

Setup Electrónica presenta los 
nuevos osciloscopios HDO9000 de 
Teledyne LeCroy de alta con la nueva 
tecnología HDO1024 que optimi-
za automáticamente la resolución 
vertical bajo cada condición de me-
dida con un mínimo de 10 bits de 
resolución vertical. La combinación 
de la nueva generación de interface 
de usuario MAUI – OneTouch, la 
pantalla más grande de alta reso-
lución de 15,4”, táctil capacitiva 
proporciona un nivel de  eficiencia, 
facilidad de uso e intuitivo comple-
tamente nuevo.

Junto con la tecnología HD1024 
Teledyne LeCroy ofrece su habitual 
conjunto de herramientas, aplica-
ciones y utilidades que permiten un 
análisis excepcionalmente profundo 
de la señal para descubrir fácilmente 
difícil encontrar sus anomalías y de-
purarla. Los osciloscopios HDO9000 
de alta definición ofrecen una reso-
lución de 10 bits, ancho de banda 
de 1, 2, 3 y 4 GHz y velocidad de 
muestreo de 40 GSs/s, prestaciones 
únicas en el mercado, que permiten 
una depuración eficiente y precisa 
en alta definición. Se pueden sin-
cronizar dos unidades para operar 
en modo osciloscopio de 8 canales 
sin limitaciones, lo que es otra ca-
racterística única en estas gamas de 
osciloscopios de alto rendimiento.

HD1024 High Definition Technology
Un elemento crítico de la familia 

HDO9000 es la tecnología HD1024, 

www.setup-electronica.es

E EL C T R Ó N I C A

que ofrece 10-bits de resolución 
vertical hasta los 4GHz de ancho 
de banda y con una velocidad de 
muestreo de 40Gs/s. Las señales 
se visualizan limpia y claramente, 
sin ocultar los finos detalles de la 
señal que no se pueden ver con un 
osciloscopio convencional de 8-bits. 
La tecnología HD1024 permite a 
los osciloscopios de alta definición 
HD9000 determinar dinámica y au-
tomáticamente la mejor configura-
ción del ADC bajo cada condición 
de medida. De esta forma el osci-
loscopio siempre proporciona la re-
solución óptima. Además, utilizando 
el filtrado hardware optimizado el 
HDO9000 puede llegar una resolu-
ción adicional por encima de los 10-
bits hasta los 13,8 bits. Como todos 
los demás miembros de la familia de 
osciloscopios de alta resolución HDO 
(10-bits con HD1024 y 12-bits con 
HD4096) incorpora una arquitectura 
con un excepcionalmente bajo ruido 
que proporciona un inigualable nú-
mero efectivo de bits (ENOB).

Interfaz de Usuario Avanzado MAUI
MAUI One-Touch es un avanzado 

interfaz de usuario desarrollado para 
poner toda la potencia y capacida-
des del osciloscopio directamente 
en los dedos del usuario. Diseñado 
para tocar, todos los controles im-
portantes del osciloscopio así como 
el posicionado y zoom de las formas 
de onda, cursores, configuración de 
medidas e interacción con los resul-
tados se realizan con controles intui-
tivos en la pantalla táctil. MAUI está 
hecho para la simplicidad: funciones 

básicas y herramientas avanzadas 
están perfectamente integradas para 
simplificar el funcionamiento. Atajos 
para reducir el tiempo y diálogos in-
tuitivos simplifican la configuración, 
y la pantalla “inteligente” cambia 
el tamaño de las señales y medidas 
para facilitar la visualización y de-
puración.

MAUI está diseñado para resol-
ver: Todos los aspectos de las señales 
se pueden medir para identificar 
rápidamente los problemas y deter-
minar sus causas utilizando el gran 
conjunto de herramientas y hallar la 
solución con las rápidas y potentes 
prestaciones de análisis.

Debug in High Definition
Teledyne LeCroy ofrece, además 

del versátil conjunto estándar de 
herramientas, una amplia variedad 
de paquetes de software opcionales 
para cubrir cualquier requerimiento 
de análisis, validación y depuración 

que se requiera, desde paquetes 
de automáticos de verificación y 
cumplimiento de estándares, de-
codificación, trigger y análisis de 
protocolos, análisis de datos serie 
con medidas de diagrama de ojo, 
jitter,… así como herramientas de 
documentación, búsqueda de even-
tos, análisis espectral, medidas de 
potencia automáticas, …

Los modelos –MS para señales 
mixtas incorporan 16 líneas digitales 
que pueden utilizarse en combina-
ción con los canales analógicos para 
disparar, decodificar y medir facili-
tando el análisis de irregularidades 
de sincronismos. Adicionalmente 
el HDO9000 es compatible con el 
HDA125 Analizador lógico digital 
de alta velocidad con 12,5Gs/ de 
velocidad de muestreo y 18 canales, 
y un sistema revolucionario Quc-
kLink de conexionado de sondas 
para adquisiciones digitales de alto 
rendimiento.

http://www.setup-electronica.es/
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Las baterías a bordo 
de Saft proporciona-
rán energía eficiente de 
reserva a la nueva ge-
neración de los trenes 
Sprinter de CAF para 
los ferrocarriles holan-
deses

• Saft entra en el mercado ferro-
viario holandés con la orden de
abastecer baterías para la flota
de la nueva generación de trenes
eléctricos de cercanías CAF Spr-
inter 118.

• Dos conjuntos de baterías Saft
montadas en cada tren, propor-
cionarán tres horas de potencia
de emergencia para mantener la
continuidad de los servicios críticos
a bordo.

Saft se ha adjudicado un impor-
tante contrato con (Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles S.A.), el mayor 
fabricante de material rodante ferro-
viario de España, para suministrar ba-
terías de reserva a bordo de los nue-
vos trenes eléctricos de cercanías en 
actual construcción para Nederlandse 
Spoorwegen (en adelante NS), el ope-
rador de la red ferroviaria holandesa. 

Las baterías MRX de Saft a base de 
níquel, mejorarán la eficiencia ener-
gética de los 118 efectivos que com-
ponen la flota de los nuevos trenes 
con los cuales el sistema ferroviario 
holandés culminará la transición al 
uso total de energía eólica renovable 
para el año 2018.  

CAF está adaptando su diseño 
Civity EMU (Electric Multiple Unit o 
Unidad Múltiple Eléctrica) para pro-
porcionar servicios Sprinter en la red 
ferroviaria holandesa. Estas unidades 
Sprinter de nueva generación cuen-
tan con un diseño de piso bajo que 
ofrece una tecnología líder en como-
didad, eficiencia y seguridad. El diseño 
aerodinámico de estas unidades, el 
sistema “bogie” compartido para la 

reducción de peso y otros avances 
tecnológicos proporcionan una efi-
ciencia óptima. La flota que CAF está 
fabricando para NS incluirá 68 trenes 
de tres coches y 50 trenes de cuatro 
vagones, los cuales está previsto que 
estén en funcionamiento en 2018. 

Dos conjuntos de baterías Saft 
instaladas en cada tren constituirán 
una combinación de alta potencia y 
energía para asegurar la continuidad 
de control crítico, las funciones de se-
guridad y comunicación durante más 
de tres horas en el caso de que fuese 
interrumpido el suministro principal 
de energía. 

“Este pedido para la nueva gene-
ración del Sprinter para los trenes de 
NS es el mayor proyecto del sector 
ferroviario español de 2015 y refuerza 
aún más la larga relación de Saft con 
CAF, actualmente el mayor cliente 
de la filial española” comenta Glen 
Bowling, vicepresidente comercial 
de Transporte, Telecomunicaciones y 
Energía del Grupo Saft. “El proyecto 
es también relevante por la apertu-
ra que supone para Saft al merca-
do ferroviario holandés”, concluye 
Bowling. 

Las baterías NS que Saft está fabri-
cando para CAF incluyen 80 MRX115 
celdas de 110 V y 115 Ah de capa-
cidad nominal. Saft ha desarrollado 
las celdas MRX específicamente para 
suministrar una solución de batería 
compacta y ligera que proporcione un 
alto rendimiento dentro del limitado 
espacio disponible en estos trenes de 
diseño moderno. También ofrecen 
un rendimiento predecible y fiable 
durante una larga vida útil de hasta 
15 años, contribuyendo así a un coste 
total de la propiedad (TCO, en sus 
siglas en inglés) optimizado.

Por otra parte, las baterías MRX 
ofrecen mayor capacidad de ener-
gía a temperaturas extremas que van 
desde 30°C hasta + 70°C, para ase-
gurar la continuidad de los servicios 
ferroviarios, en especial para las rutas 
de los ferrocarriles holandeses que 
experimentan inviernos muy severos. 
Además de la reducción de los requi-
sitos de mantenimiento, las baterías 
de Saft cuentan con un sistema rápido 
y sencillo de llenado de agua, para 
facilitar la labor al operador NS.

Saft ha entregado las primeras 
baterías a CAF en 2016 y continuará 
el proyecto hasta 2019. 

www.saftbatteries.com

Conecte con
confianza
Harwin dispone de un gran

stock de conectores de 1,27mm
de la serie Archer y de muestras

gratuitas para envío rápido.

- Placa a placa, cable a
placa, con varias alturas

de apilamiento

- SMT y de orificio pasante;
embalados en tubos o

en cinta y carrete

- 1A por contacto; temperatura
de trabajo entre -40 y 105°C 

- Modelos CAD disponibles 
para descarga

www.harwin.com/
archer
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T r u c o s  p a r a  e l 
analizador de espec-
tros de los HD RAN-
GER

La mayoría de profesionales que 
utilizan los medidores de campo valo-
ran el analizador de espectros como 
una de las herramientas básicas para 
localizar las señales presentes en las 
instalaciones y sus interferencias.

Efectivamente, los medidores de 
campo HD RANGER disponen de un 
analizador de espectros de altas pres-
taciones que está muy lejos de ser 
una herramienta básica: tanto por la 
rapidez del barrido y resolución como 
por sus prestaciones adicionales.

Trucos para utilizar de forma más 
efectiva la función de analizador de 
espectros de los HD RANGER

•	 Trazas de referencia
•	 Tutorial: Localización de los bea-

con de satélites
•	 Aprovechar la triple división de 

pantalla para trabajar más rápido
•	 Utilizar la pantalla táctil con el 

analizador de espectros
•	 Retención de máximos y mínimos
•	 Orientar antenas con retención 

en modo cortina y un marcador
•	 Ajustar dispositivos de RF usando 

la alta resolución y los markers

Trazas de referencia

Esta función permite registrar el 
espectro en pantalla y compararlo 
con el momento actual, lo cual per-

www.promax.es

mite hacer una rápida comprobación 
del efecto de un filtro, amplificador, 
interferencia, etc. Para ello sólo hay 
que pulsar brevemente la tecla de 
captura de pantalla, el sistema toma 
una instantánea de la traza actual y 
la superpone sobre el espectro en 
tiempo real.

La traza de referencia desaparece 
si se vuelve a pulsar brevemente el 
botón de captura de pantalla.

Tutorial: Localización 
de los beacon de saté-
lites

Las balizas (beacon) son unas por-
tadoras con un ancho de banda muy 
reducido que solo pueden ser loca-
lizadas con analizadores de espectro 
de alta resolución. Aun conociendo la 
frecuencia de antemano, a menudo 
estas balizas quedan enmascaradas 
tras el ruido, dificultando su loca-
lización.

El analizador de espectros de un 
HD RANGER incorpora las herramien-
tas avanzadas promediado (average) 
y persistencia para suavizar la señal 
recibida desde el satélite, facilitando 
su identificación como demuestra 
este vídeo tutorial: https://www.you-
tube.com/watch?v=RamCK2eIaRE&f
eature=youtu.be

Aprovechar la triple di-
visión de pantalla para 
trabajar más rápido

El HD RANGER puede configu-
rarse para mostrar el espectro, las 
medidas y la decodificación hasta en 
nueve combinaciones distintas. ¿Cuál 
es la más adecuada y eficiente? De-
pende de las preferencias del usuario 
y del trabajo que esté realizando.

Para un gran porcentaje de si-
tuaciones a las que se enfrenta el 
antenista, la configuración óptima 
se encuentra en la pantalla ESPEC-
TRO 2/3 porque puede ver a la vez la 
traza del analizador de espectros, las 
medidas y la imagen decodificada.

Utilizar la pantalla tác-
til con el analizador de 
espectros

Si se utiliza el medidor de campo 
con pantalla táctil HD RANGER 2, se 
puede utilizar el dedo para posicio-
narlo sobre un canal o para desplazar 
el espectro simplemente haciendo un 
movimiento de arrastre.

Retención de máximos 
y mínimos

Es posible visualizar el espectro 
en tiempo real junto a una copia de 
referencia de los valores máximos 
de cada frecuencia, o de los valores 
mínimos... ¡o ambos a la vez! De esta 
forma se pueden localizar y medir 
ruidos esporádicos que afecten a 
la instalación de recepción de TV, 
ajustar una señal al máximo valor y 
muchas otras aplicaciones. 

De acuerdo a las preferencias del 
usuario, la retención se puede mos-
trar de forma fija en pantalla o en 
modo cortina, que atenúa progresi-
vamente la señal máxima o mínima.

Orientar antenas con 
retención en modo cor-
tina y un marcador

La función retener máximo es 
especialmente útil cuando se está 
apuntando una antena. En el caso de 
la instalación de repetidores, retener 
mínimo ayuda a orientar la antena 
emisora de forma óptima para apan-
tallarla de las señales recibidas por la 
antena receptora del repetidor.

En estos casos se puede activar 
un marcador sobre el máximo o el 
mínimo de la señal que sirva como 
referencia precisa para obtener el 
mejor grado de recepción.

Ajustar dispositivos de 
RF usando la alta reso-
lución y los markers

Es especialmente útil el uso de los 
marcadores (markers) para realizar 
ajustes precisos de dispositivos de 
RF como amplificadores, filtros, etc.

Mediante las indicaciones del cen-
tro de la pantalla y el uso del marker, 
se pueden delimitar perfectamente 
los anchos de banda de los dispositi-
vos que se pretende ajustar. 

Recordamos que los medidores 
HD RANGER 2 pueden llegar a tener 
resoluciones de nivel con escalas de 
hasta 1 dB/div y filtro de medida de 
hasta 2 kHz (en banda satélite) y 10 
kHz (en banda terrestre).Traza de referencia sobre un espectro en tiempo real.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRamCK2eIaRE%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRamCK2eIaRE%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRamCK2eIaRE%26feature%3Dyoutu.be
http://www.promax.es/
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Rutronik Elektronische Bauele-
mente GmbH presentará su Centro 
de Innovación en electronica 2016 
(Pabellón A5 – Stands 159 & 
262). Del 8 al 11 de noviembre, 
Rutronik ocupará dos stands en la 
Messe München de Múnich (Ale-
mania) como uno de los mayores 
distribuidores de componentes, sis-
temas y aplicaciones del sector de la 
electrónica. 

El Centro de Innovación de la 
compañía servirá para exhibir so-
luciones novedosas y realizar de-
mostraciones con visión de futuro 
centradas en cuatro apartados: Au-
tomotive (Automoción), Embedded 
(Sistemas Embebidos), Power (Ali-
mentación) y Smart (Aplicaciones 
Inteligentes). 

RUTRONIK AUTOMOTIVE pre-
sentará componentes específicos de 
fabricantes seleccionados y ofrece-
rá soporte técnico y comercial en 
todo lo relativo a la industria del 
automóvil. 

RUTRONIK EMBEDDED mos-
trará una amplia gama de noveda-
des en displays, memoria, placas y 
periféricos para proyectos IoT indus-
triales, así como interfaces inalám-
bricos para aplicaciones “sólidas”. 

RUTRONIK POWER aprove-
chará su presencia para exhibir so-

luciones escalables en conmutación 
y conversión de potencia y en cone-
xión de cargas resistivas, capacitivas 
o inductivas.

RUTRONIK SMART, por su 
parte, mostrará sensores, sistemas 
de procesamiento de señal, tec-
nología inalámbrica, soluciones de 
seguridad y gestión de potencia 
para aplicaciones IoT en los campos 
de atención sanitaria, ocio, smart 
home, smart energy, conectividad 
industrial y movilidad conectada. 

En el Rutronik24 Lounge, los 
visitantes podrán descubrir todas 
las funciones y las ventajas de la 
nueva plataforma de e-commerce 
(comercio electrónico) del distribui-
dor: Rutronik 24. 

Partners como Diodes, Infineon, 
Intersil, Micronas, Renesas, Schurter, 
STMicroelectronics y Swissbit tam-
bién presentarán sus novedades. 
Además, Samsung SDI sólo exhibi-
rá su amplio portfolio de pilas de 
ion-litio cilíndricas en el stand de 
Rutronik. 

Y, en el Supplier Lounge, los asis-
tentes a la feria podrán conversar 
con expertos de Advantech, ASJ, In-
tel, JAE, Osram, Samsung EM, Telit 
y Toshiba y resolver cualquier duda 
acerca de tecnologías, innovaciones 
y productos. 

www.rutronik.com

RUTRONIK en electronica: 
Pabellón A5, Stands 159 & 262

Innovación y experiencia multiplicadas por cuatro = AUTO-
MOTIVE, EMBEDDED, POWER, SMART 

http://bit.ly/1MXnIS7
http://www.rutronik.com/
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MathWorks anuncia la 
versión 2016b de las 
familias de productos 
de MATLAB y Simulink 

Se amplían las prestaciones y se simpli-
fica el trabajo con Big Data en MATLAB 

MathWorks ha presentado la ver-
sión 2016b (R2016b), con nuevas pres-
taciones que simplifican el trabajo con 
Big Data en MATLAB. 

Ahora los ingenieros y científicos 
pueden trabajar más fácilmente con 
datos que no quepan en memoria 
por ser demasiado grandes. La versión 
R2016b también incluye funciones 
adicionales en Simulink, un producto 
nuevo, Risk Management Toolbox, y 
actualizaciones y correcciones de erro-
res para otros 83 productos.

Los arrays altos les proporcionan a 
los ingenieros y científicos una forma de 
trabajar de manera natural con datos 
con memoria insuficiente sirviéndose 
de las funciones y la sintaxis de MAT-
LAB que ya les son familiares. De esta 
forma se evita la necesidad de aprender 
programación para Big Data. Los arrays 
altos se pueden utilizar con cientos de 
algoritmos matemáticos, estadísticos y 
de aprendizaje automático. El código se 
puede ejecutar en clusters de Hadoop o 
integrarse directamente en aplicaciones 
de Spark.

La versión R2016b también incluye 
un contenedor de datos timetable para 
indexar y sincronizar datos tabulares 
con marca de tiempo, arrays de cade-
nas para ayudar a manipular, comparar 
y almacenar los datos de texto de ma-
nera eficiente, y nuevas funciones para 
preprocesar los datos.

“Las empresas están inundadas de 
datos, pero luchan por sacarles partido 
para crear mejores modelos predictivos 
y obtener información más detallada”, 
afirma David Rich, director de marke-
ting de MATLAB en MathWorks. “Con 
la versión R2016b, hemos eliminado 
obstáculos con objeto de que los ex-
pertos en cada dominio puedan tra-
bajar con más datos y de manera más 
sencilla. Eso se traduce en una mejora 
del diseño, el rendimiento y la fiabilidad 
de los sistemas”.

La familia de productos de MATLAB 
incorpora las siguientes actualizaciones: 
•	 MATLAB:

o Arrays altos para manipular datos
que no caben en la memoria por
ser demasiado grandes

o Contenedor de datos timetable
para indexar y sincronizar datos
tabulares con marcas de tiempo

o Posibilidad de definir funciones
locales en los scripts para mejorar
la capacidad de reutilización y la
legibilidad del código

o Prestaciones para ejecutar código
MATLAB desde programas Java
con la API de motor de MATLAB 
para Java

•	 MATLAB Mobile: Registro de datos
desde sensores de iPhone y Android 
en la nube de MathWorks

•	 Database Toolbox: Interfaz de base
de datos de gráficos para recuperar
datos de Neo4j

•	 MATLAB Compiler: Soporte para
el despliegue de aplicaciones de
MATLAB, incluidos arrays altos, en
un cluster de Spark

•	 Parallel Computing Toolbox: Posibili-
dad de procesar Big Data con arrays 
altos en paralelo en su escritorio,
así como en servidores y clusters
de Spark con MATLAB Distributed
Computing Server

•	 Statistics and Machine Learning
Toolbox: Algoritmos de Big Data
para el procesamiento de datos con 
memoria insuficiente, incluyendo
reducción de dimensiones, estadísti-
cas descriptivas, clustering k-means, 
regresión lineal, regresión logística y 
análisis discriminante

•	 Statistics and Machine Learning
Toolbox: Optimización bayesiana
para ajustar automáticamente los
parámetros de los algoritmos de
aprendizaje automático, así como
análisis de componentes vecinos
(NCA) para elegir las característi-
cas de los modelos de aprendizaje
automático

•	 Statistics and Machine Learning
Toolbox: Soporte para la generación
automática de código C/C++ para 
SVM y modelos de regresión logís-
tica con MATLAB Coder

•	 Image Processing Toolbox: Soporte
para datos de imágenes volumé-
tricas mediante superpíxeles 3D
para organización iterativa lineal
simple en clusters (SLIC) y filtrado
medio 3D

•	 Computer Vision System Toolbox:
Detección de objetos mediante
redes neuronales convolucionales
basadas en regiones (R-CNNs) de
aprendizaje profundo

•	 Risk Management Toolbox: Nuevo
producto para desarrollar modelos
de riesgos y realizar simulaciones
de riesgos

•	 ThingSpeak: Posibilidad de recopi-
lar datos de sensores conectados
a Internet y ejecutar análisis de
MATLAB en la nube mediante las
funciones de Statistics and Machine 
Learning Toolbox, Signal Processing 
Toolbox, Curve Fitting Toolbox y
Mapping Toolbox

La familia de productos de Simulink 
incorpora las siguientes actualizaciones: 
•	 Simulink:

o Rendimiento mejorado mediante 
compilador JIT para simulaciones 
ejecutadas en el modo Accelera-
tor

o Posibilidad de inicializar, resta-
blecer y finalizar los subsistemas
para modelar el comportamiento 
de inicio y cierre dinámicos

o Bloques de lectura y escritura de
estados para tener un control
absolutamente total sobre el
comportamiento del estado de
restablecimiento desde cualquier 
parte del modelo

o Soporte de hardware de Raspbe-
rry Pi 3 y Google Nexus

•	 Simulink y Stateflow: Inspector de
propiedades (Property Inspector),
editor de datos de modelos (Mo-
del Data Editor) y administrador de 
símbolos (Symbol Manager) para
agilizar la edición de parámetros
y datos

•	 Simscape: Librerías de bloques am-
pliadas para modelar sistemas de
gases perfectos, semiperfectos y
reales

Se incorporan las siguientes actua-
lizaciones para el procesamiento de 
señales y comunicaciones: 
•	 Signal Processing Toolbox: App Sig-

nal Analyzer para realizar análisis del 
dominio del tiempo y de la frecuen-
cia de varias series temporales

•	 Phased Array System Toolbox:
Soporte para el modelado de los
efectos atmosféricos y de propaga-
ción multirruta en señales de banda
estrecha y banda ancha

•	 WLAN System Toolbox: Soporte
para IEEE 802.11ah y capacidad de 
recepción MIMO multiusuario

•	 Audio System Toolbox: Alojamiento
de complementos de audio para
ejecutar y probar complementos
VST directamente en MATLAB

Se incorporan las siguientes actuali-
zaciones para la generación de código: 
•	 Embedded Coder:

o Integración de código de versio-
nes distintas para la reutilización
de código generado de versiones 
anteriores

o Posibilidad de generar código
utilizable en cualquier entorno
de software, incluyendo com-
portamientos de inicio y cierre
dinámicos

o Soporte para la simulación de
software básico de AUTOSAR,
incluyendo Diagnostic Event Ma-
nager (DEM) y NVRAM Manager 
(NvM)

•	 HDL Coder: Canalización adaptativa
para especificar la frecuencia de
reloj de destino a fin de controlar
la inserción automática de canali-
zaciones, así como un analizador
lógico (Logic Analyzer) para visuali-
zar y analizar transiciones y estados 
(con DSP System Toolbox)

Se incorporan las actualizaciones 
para la verificación y la validación: 
•	 Simulink Verification and Validation: 

Comprobación durante la edición
para detectar y corregir problemas
de conformidad con estándares en
la fase de diseño

•	 Simulink Test: Definición de criterios 
•	 para la evaluación de pruebas
•	 HDL Verifier: Captura de datos de

FPGA para sondear señales de FPGA
internas y analizarlas en MATLAB
o Simulink

•	 Polyspace Bug Finder: Soporte para
el estándar de codificación CERT C
para la detección de vulnerabilida-
des de ciberseguridad

La versión R2016b ya está dispo-
nible en todo el mundo. Para obtener 
más información, consulte los Aspectos 
destacados de la versión R2016b. 

Siga a @MATLAB en Twitter para 
ver la conversación sobre las noveda-
des de la versión R2016b, o dele un 
“Me gusta” a la página de MATLAB 
en Facebook.

www.mathworks.es

www.microchip.com
http://www.mathworks.es/
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Medición de 
Temperatura 
Digitalizada 

en °C 

Termopar

RTD

Termistor

Diodo

Entrada de cualquier tipo de sensor de temperatura.
Salida con la precisión de un multímetro profesional.

  Información y Muestras Gratis

El LTC®2983 es un sistem de medición de temperatura digital de alta precisón que incluye todos los componentes necesarios 
para alimentar, calibrar, medir y digitalizar diodos, termopares, termistores y RTDs. Un interfaz SPI provee salidas de la 
temperatura en °C y permite configuración de multiples caracteristicas utiles, incluso compensación automática de uniones 
en frio, coeficientes de linealización, detección de fallos y dos fuentes de corriente con compensación automatica de desnivel, 
flujo de corriente inversa y ajuste del rango de la corriente.

www.linear.com/product/LTC2983

1-800-4-LINEAR

  Prestaciones

    , LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are 
registered trademarks of Linear Technology Corporation. All other 
trademarks are the property of their respective owners.
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Contribución de Error del LTC2983

Sistema multicanal de medición de temperatura luce conexiones 
directa de los sensores y una salida digital linealizada en °C

 • Precisión de 0,1° y resolución de 0,001°C

• 20 entrada flexibles que permiten el intercambio
de sensores sin modifcaciones a nivel hardware

• Medición de sensores con referencia a masa

• Entradas con buffer que permitten protecciones y
filtros externos sin errores de perdida de tensión

• Incluye una referencia de 10ppm/°C, redes de
conmutación, fuentes de corriente, tres ADCs
tipo Δ∑ de 24-bit, RAM, ROM y circuitos para
linealizar sensores

• Coeficientes incluidos estandares o programables

• Rechazo simultaneo de 50Hz/60Hz

• Detección automatica de sensores dañados,
cortocircuitos y fallos

video.linear.com/5174

http://bit.ly/1TJHw0V
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ROHM Semiconductor 
presenta productos y 
conceptos innovadores 
para gestión de alimen-
tación y energía 

Estructuras avanzadas para alta densi-
dad de potencia, eficiencia y fiabilidad 
• Las huellas de menor tamaño •
Tecnología de carga inalámbrica • 
Nuevos acuerdos de colaboración

En la feria profesional del sector 
electrónico más importante del mun-
do, electronica de Múnich (8-11 de 
noviembre de 2016/Pabellón 
A5-Stand 542) ROHM Semicon-
ductor dará a conocer sus solucio-
nes de vanguardia para gestión de 
alimentación, dirigidas a numerosas 
aplicaciones en el ámbito del auto-
móvil, la industria y residencial/hogar. 
Estos dispositivos, que utilizan las 
tecnologías más avanzadas de SiC y 
Si, así como procesos y encapsulados 
propios, maximizan la eficiencia y mi-
niaturización, facilitan la reducción de 
coste y el número de componentes 
además de proporcionar unas pres-
taciones óptimas. 

Gracias a la combinación de los 
conocimientos especializados de 
ROHM en tecnología de potencia ana-
lógica y digital, representan los desa-
rrollos más avanzados de los centros 
globales de I+D de ROHM así como 
los diseños realizados de manera con-
junta gracias a acuerdos industriales. 
Todos estos productos se fabrican en 
los centros de producción integrados 
verticalmente y pertenecientes por 
completo a la propia compañía. Entre 
los principales productos se encuen-
tran MOSFET de SiC de 3ª generación, 
diodos y módulos de barrera Schottky, 
controladores de LED para ilumina-

ción exterior y kits de diseño para 
alimentación inalámbrica, además del 
acuerdo tecnológico con Venturi, que 
desarrolla coches de Fórmula E.

Productos destacados:

Tecnología SiC – MOSFET de SiC, dio-
dos de barrera Schottky y módulos de 
3ª generación

La nueva generación de MOSFET 
de SiC de ROHM, que utiliza una es-
tructura propia de puerta de doble 
zanja, reduce la resistencia en con-
ducción en un 50% y la capacidad de 
entrada en un 35% para un chip del 
mismo tamaño si se comparan con 
los MOSFET de SiC de tipo planar. Sus 
óptimas prestaciones se consiguen al 
combinar unas pérdidas extremada-
mente bajas y la conmutación a alta 
velocidad. Como resultado de ello se 

positivos TO220AC recientemente 
anunciados a 650V/6, 8 y 10A, ROHM 
presentará dispositivos D2pak de 2A y 
4A que se añadirán a la familia. Entre 
los nuevos módulos completos de SiC 
de ROHM se encuentran un módulo 
de tipo chopper para convertidores 
que integra MOSFET Trench de SiC de 
y diodos de barrera Schottky de SiC.

Iluminación LED para el exterior del 
automóvil

La amplia gama de controladores 
de LED de ROHM está destinada a nu-
merosas aplicaciones en el automóvil, 
tanto para iluminación interior como 
exterior. Luces delanteras de LED de 
haz largo/corto, luces delanteras de 
LED de matriz/píxel e intermitentes 
secuenciales dinámicos representan 
los últimos desarrollos en iluminación 
exterior. La compañía suministra con-

con rapidez ya que ofrece una manera 
sencilla, práctica, fiable y segura de 
cargar y alimentar dispositivos elec-
trónicos, por ejemplo teléfonos mó-
viles y otros dispositivos portátiles, 
en el hogar, el coche y el lugar de 
trabajo. ROHM Semiconductor es un 
líder tecnológico con una completa 
familia de productos dirigidos a apli-
caciones de baja y media potencia con 
soluciones basadas en el estándar Qi. 
Como muestra de sus soluciones de 
media potencia con certificación Qi, 
ROHM ofrece en colaboración con 
Würth Elektronik un kit de diseño que 
demuestra las ventajas de la carga 
inalámbrica. Éste ofrece a los inge-
nieros la oportunidad de comprobar 
e integrar soluciones de alimentación 
inalámbrica en sus aplicaciones y de 
acelerar la adopción de la nueva tec-
nología en aplicaciones de potencia. 
El kit se ha diseñado siguiendo la es-
pecificación Qi 1.2 del Wireless Power 
Consortium (WPC) como estándar de 
próxima generación para una trans-
misión rápida y segura de potencia 
inductiva.

Acuerdo tecnológico con Venturi For-
mula E

Tras el acuerdo técnico reciente-
mente anunciado con Venturi, que 
participa en el campeonato Fórmula 
E de la FIA para todos los monopla-
zas de carreras totalmente eléctricos, 
ROHM exhibirá el coche y su inversor 
como ejemplo de aplicación para de-
mostrar los avances en movilidad eléc-
trica. Según los términos del acuerdo, 
el coche eléctrico Venturi incorporará 
dispositivos de SiC. A partir de la ter-
cera temporada, este vehículo incluirá 
diodos de barrera Schottky de SiC 
fabricados por ROHM en su sistema 
inversor. El objetivo es aumentar de 
forma significativa las prestaciones del 
sistema de propulsión aprovechando 
las características del SiC para mejorar 
la eficiencia energética e incrementar 
la densidad de potencia. Encontrará 
información más detallada en: http://
micro.rohm.com/en/formulae/ 

Para más información sobre ROHM 
en electronica visite http://www.rohm.
com/web/eu/electronica-2016

www.rohm.com

mejora la eficiencia de conversión, lo 
cual contribuye a aumentar el grado 
de miniaturización y la reducción de 
peso, así como a incrementar enorme-
mente la eficiencia energética.

Los diodos de barrera Schottky 
de SiC de 3ª generación consiguen 
la tensión directa (VF) más baja y la 
corriente inversa de fuga (lR) más baja 
para todo el rango de temperatu-
ra entre todos los diodos de barrera 
Schottky actualmente disponibles en 
el mercado. Además se caracterizan 
por su capacidad para aceptar so-
brecorrientes elevadas, que resulta 
ideal para aplicaciones en fuentes 
de alimentación. Además de los dis-

troladores de LED para luces traseras 
y luces diurnas. Varios ejemplos de 
aplicación demuestran sus ventajas, 
por ejemplo una demostración de haz 
largo/corto, un ejemplo de DRL, una 
luz delantera de matriz y finalmente 
dos controladores de matriz diferentes 
para un sistema de giro secuencial 
(un controlador autónomo de ma-
triz y un controlador de matriz con 
microcontrolador).

Kit de diseño de media potencia para 
aplicaciones de carga inalámbrica en 
colaboración con Würth Elektronik

El interés en la tecnología de ali-
mentación inalámbrica está creciendo 

Power it !Light itSense itTechnology for you www.rohm.com/eu

http://micro.rohm.com/en/formulae/
http://micro.rohm.com/en/formulae/
http://www.rohm.com/web/eu/electronica-2016
http://www.rohm.com/web/eu/electronica-2016
www.microchip.com
http://www.rohm.com/
http://www.rohm.com/eu


REE • Octubre 2016 45

Noticias

ROHM presenta micro-
controladores “resis-
tentes” de 16 bit opti-
mizados para aplicacio-
nes de baterías NiMH 
recargables

Su control de baja tensión, líder en su 
categoría, permite lograr mayores nive-
les de eficiencia y prestaciones en equi-
pos industriales compactos alimentados 
por baterías

LAPIS Semiconductor, que forma 
parte del grupo ROHM, ha anunciado 
el desarrollo de la familia ML620130 de 
microcontroladores de bajo consumo 

de 16 bit, optimizados para equipos 
industriales compactos que necesiten 
ser alimentados por baterías en entor-
nos con ruido, y caracterizados por su 
capacidad de proceso superior con un 
bajo consumo de energía.

Además de superar el límite de me-
dida de ruido de ±30kV, la tensión de 
trabajo se ha visto reducida con éxito 
hasta 1,6V. La optimización de la ten-
sión de trabajo hasta un múltiplo entero 
de las baterías estándar de níquel-metal 
hidruro (NiMH, 0,8V× 2 = 1,6V) ase-
gura un uso eficiente sin desperdiciar 
carga de la batería. Esto contribuye 
a reducir el consumo de la batería, 
prolongando así la autonomía de la 

batería en equipos industriales portáti-
les y alimentados mediante batería. La 
familia ML620130 está formada por 9 
modelos suministrados con varias capa-
cidades de memoria, número de patillas 
y otras características que permiten a los 
usuarios seleccionar la solución ideal en 
función de sus necesidades.

Durante los últimos años, la con-
tinua miniaturización de sensores, 
baterías y fuentes de alimentación ha 
aumentado la demanda de módulos 
compactos de bajo coste (sustratos em-
bebidos) aptos para diversas aplicacio-
nes y condiciones operativas. Al evaluar 
diferentes situaciones y métodos de uso 
es necesario asegurar un funcionamien-
to estable en entornos adversos (p.ej., 
ruido excesivo, generación de calor) y al 
mismo tiempo mejorar las prestaciones 
a través de una mayor diversificación y 
generalización de las comunicaciones.

Con el objetivo de aumentar la 
miniaturización y reducir los costes, 
muchas aplicaciones optan por eliminar 
ruido y/o contramedidas de tipo térmi-
co. No obstante, ello hace más difícil 
lograr el equilibrio entre demandas que 
entran en conflicto para una mayor 

resistencia frente al entorno, así como 
para mantener la seguridad utilizando 
menos componentes externos. Además, 
para reducir el tamaño de la batería 
montada en el módulo y prolongar la 
autonomía de la batería es necesario 
que el consumo de energía (tensión y 
corriente) esté optimizado para cada 
aplicación.

Con el fin de cubrir estas necesida-
des tan dispares, LAPIS Semiconductor 
ha ampliado su gama de microcontro-
ladores de 16 bit para incluir la fami-
lia ML620130 de microcontroladores 
“resistentes” que incorporan múltiples 
funciones optimizadas para alimenta-
ción mediante batería.

Principales características
1. Optimizados para baterías de ní-

quel-metal hidruro recargables de
muy baja tensión

2. Mejora las prestaciones básicas y
reduce el consumo de corriente

3. El oscilador integrado con la mejor
precisión dentro de su categoría
elimina la necesidad de un oscilador 
externo

4. Inmunidad superior al ruido

http://bit.ly/1GL7JLb
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Seminario: “Introduc-
ción al diseño y solu-
ción de problemas EMI/
EMC con escáneres de 
campo cercano”

Keysight Technologies, en cola-
boración con Ayscom y EMSCAN, 
celebrará el Seminario “Introducción 
al diseño y solución de problemas 
EMI/EMC con escáneres de campo 
cercano” que se celebrará en diversas 
ciudades españolas durante el mes 
de Octubre.

En este seminario se presentarán 
los fundamentos del diseño y solu-
ción de problemas más habituales 
de Compatibilidad Electromagné-
tica haciendo uso de escáneres y 
herramientas de medida en campo 
cercano. 

Se trata de un seminario emi-
nentemente práctico y muy útil para 
quienes deseen refrescar los concep-
tos más importantes en algunos de 
los retos más comunes en EMC des-
cubriendo al mismo tiempo una serie 
de herramientas de gran potencial a 
la hora de analizar y optimizar un 
diseño concreto.

El seminario será impartido por 
Arturo Mediano, Doctor Ingeniero 
Industrial y Profesor Titular de la Uni-
versidad de Zaragoza y miembro del 
Grupo de Electrónica de Potencia y 
Microelectrónica (GEPM) del Instituto 
Universitario de Investigación en In-
geniería de Aragón de la Universidad 
de Zaragoza.

8:30: Inscripción
9:00: Bienvenida y presentación
9:15: Revisión de fundamentos EMI/

EMC
•	 EMI/EMC: fuentes y víctimas
•	 Dos problemas: emisión e

inmunidad
•	 Campos eléctrico y magné-

tico en circuitos electrónicos
•	 ¿Por qué tenemos proble-

mas EMI/EMC?
•	 El gran secreto: controlar la

corriente
•	 Descubre los campos cerca-

no y lejano
10:45: Herramientas para diseño y 

diagnóstico
•	 Sondas de campo cercano y

accesorios
•	 Escáneres de campo cer-

cano
•	 Escáner espacial y espectral

11:30: Café
12:00: Casos reales y demostraciones

•	 Escáner en diversos diseños
reales

•	 Demostraciones con Fiel-
dFox y EMSCAN

•	 Ejemplo: ferritas, cable, des-
acoplo y filtrado

13:00: Presentación de las soluciones 
de medida utilizadas y pregun-
tas

La inscripción a este seminario 
es gratuita y el número de plazas 
limitado. 

Puede inscribirse a través de la 
página web, llamando al 800 000 
154, o si lo prefiere envíe un men-
saje con sus datos de contacto a 
contactcenter_spain@keysight.com, 
especificando el día y lugar al que 
desea asistir.

www.keysight.com

Keysight Technolo-
gies anuncia la solu-
ción de pruebas para 
802.11ad

Solución integrada que acelera la 
validación de dispositivos

Principales características:
• El nuevo transceptor de banda

ancha E7760A constituye una
solución de pruebas integrada
compatible con el estándar ina-
lámbrico IEEE 802.11ad para
pruebas por vía aérea de señales
de 60 GHz con un ancho de ban-
da de 2 GHz.

Keysight Technologies, Inc. ha 
anunciado el lanzamiento a gran 
escala de su solución para pruebas de 
dispositivos 802.11ad. El transceptor 
de banda ancha E7760A, flexible y 
compacto, es una solución de prue-
bas integrada compatible con el es-
tándar inalámbrico IEEE 802.11ad. La 
solución fue presentada en el Mobile 
World Congress de Barcelona a prin-
cipios de este año.

“Nuestros clientes buscan solu-
ciones por vía aérea para ondas mili-
métricas con un buenas prestaciones 
para lanzar al mercado aplicaciones 
de 60 GHz”, explicó Kailash Naraya-
nan, vicepresidente y director general 
del segmento de Dispositivos Móviles 
de Keysight. 

“Los transceptores E7760A y 
M1650A constituyen una solución 
compacta que cumple todos los 
requisitos del estándar 802.11ad y 
ofrece las métricas de rendimien-
to exigidas. Gracias a su control de 
chipset, esta solución resulta perfecta 
para la validación de diseños y la 
fabricación de chipsets, módulos y 
dispositivos de 60 GHz”.

La solución de pruebas E7760A 
incluye:
• Software integrado que ejecu-

ta todas las pruebas necesarias
para 802.11ad, permitiendo a los 
usuarios crear y analizar señales
rápidamente en una sola pantalla.

• Un generador vectorial de señales 
y un analizador vectorial de seña-
les para validar el rendimiento IF
de los dispositivos.

• Conectividad con los transcep-
tores de ondas milimétricas
M1650A remotos mediante un

cable de RF para realizar pruebas 
por vía aérea.

• Capacidad para realizar pruebas
totalmente calibradas cerca del
dispositivo sin necesidad de equi-
pos de calibración externos.

• Posibilidad de conectar hasta seis
M1650A a un E7760A para vali-
dar la capacidad de modelado de 
canales o maximizar la producti-
vidad al probar distintos disposi-
tivos en una sola configuración.
Keysight ha colaborado con los

principales diseñadores de chipsets 
802.11ad para crear el software de 
control de chipsets. Estas herramien-
tas de automatización de pruebas 
acortan la fase de validación de di-
seños y aumentan la productividad 
en las primeras etapas de fabricación.

“Las pruebas por vía aérea son 
clave para lanzar las tecnologías de 
ondas milimétricas al mercado”, afir-
ma Satish Dhanasekaran, vicepresi-
dente y director general del Grupo 
de Chipsets, Dispositivos y Opera-
dores Inalámbricos de Keysight. “Ya 
no es necesario conectar un cable a 
un conector de RF para realizar las 
medidas. Estamos encantados con 
el lanzamiento de esta solución para 
ayudar al sector a implantar la tecno-
logía de 60 GHz. La flexibilidad de la 
solución compuesta por el E7760A 
y el M1650A para realizar medidas 
de RF e IF por vía aérea en un factor 
de forma integrado hace que resulte 
ideal para los diseñadores y va a ser 
fundamental para permitir el desa-
rrollo del ecosistema de dispositivos 
móviles de 60 GHz”.

Información adicional
Para obtener más información 

sobre el E7760A y el M1650A, visite 
www.keysight.com/find/E7760A. 

Para obtener información sobre 
precios, póngase en contacto con 
Keysight en www.keysight.com/find/
contactus. Ya se están aceptando 
pedidos.

BARCELONA - 19 de Octubre ZARAGOZA - 21 de Octubre

Facultat de Física

Universitat de Barcelona

Martí i Franquès, 1

 (Escuela e Ingeniería y Arquitectura)

Universidad de Zaragoza

Campus Río Ebro - Edificio Ada Byron

María de Luna, 1

BURJASSOT - 24 de Octubre MADRID - 26 de Octubre

Escola Tècnica Superior d’Enginyería

Universidad de Valencia

Avinguda de la Universitat, s/n

Ayscom

C/ Manuel Tovar, 36

BILBAO - 16 de Noviembre

DEUSTOTECH

Universidad de Deusto

Facultad de Ingeniería

Avda. de las Universidades, 24

www.keysight.com/find/E7760A
www.keysight.com/find/contactus
www.keysight.com/find/contactus
http://www.keysight.com/
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Un menor consumo energético reduce también el 
calor que genera cada temporizador H3DT. Así, puede 
realizar un montaje adosado que también le permitirá 
mantener una temperatura en el cuadro de hasta 
55 °C. De ese modo, podrá disponer de un mayor 
espacio libre, lo que le permitirá aumentar su 
funcionalidad respecto a un cuadro de control con el 
mismo tamaño. 

Más espacio libre que nunca
Construyámoslo, sin calentamientos, mejor refrigerado 

¿Desea obtener más información? 
 902 100 221
 omron@omron.es
 omron.me/socialmedia_ib

industrial.omron.es

• Hasta un 60% menos de consumo*  gracias

al montaje en adosado 

• Funcionalidad integrada mejorada que

libera espacio en el cuadro 

• Ahorro de espacio general y vida útil del

producto mejorada 

• Diseños compactos, líderes del sector

*Temporizador H3DT y relé de supervisión K8DT

http://bit.ly/1mabC2V
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Sensores para todos 
los casos

CM18 y CM38: la nueva genera-
ción de sensores de proximidad 
capacitivos

SICK ha perfeccionado los sen-
sores de proximidad capacitivos 
CM18 y CM30. La nueva genera-
ción es especialmente robusta y 
ahora dispone de una compatibili-
dad electromagnética todavía me-
jor, incluso en aplicaciones críticas. 
Además, se ha añadido el tipo de 
protección IP 69K, con el que los 
sensores soportan perfectamente 
la limpieza con equipos de lavado 
a alta presión.

Con un rango de temperatura 
de entre -30 °C y +85 °C, tam-
bién soportan las oscilaciones de 
temperatura extremas. Su carcasa 
resistente y certificada por Ecolab 
los hace especialmente idóneos 
para su utilización en entornos 
higiénicos y húmedos. Además, se 
ha ampliado la distancia de con-
mutación, se ha mejorado la com-
pensación de polvo y humedad, 
y se ha incluido un LED adicional 
que informa sobre la estabilidad 
de la señal. 

Sensores de proximidad capaciti-
vos CM

Los sensores de proximidad ca-
pacitivos detectan todo tipo de 
materiales: polvo, granulados, lí-
quidos y sólidos, incluso a través 
de paredes de plástico o de vidrio. 

Se pueden usar en numerosas apli-
caciones industriales; por ejemplo, 
en la industria electrónica y solar 
para la detección de obleas solares; 
en la industria de los embalajes 
para la detección de aluminio, 
cartón y papel; en la industria del 
plástico para la detección de dis-
tintos medios; en máquinas de 
procesamiento de la madera; y en 
la industria farmacéutica y quími-
ca para la detección de distintos 
fluidos.

Sensores eficaces y duraderos para 
la detección de objetos y de nivel

La gama de productos CM con 
carcasa métrica dispone de una 
compatibilidad electromagnética 
(CEM) muy elevada, lo que evita 
conmutaciones erróneas. Los sen-
sores permiten un ajuste de la sen-
sibilidad rápido y sencillo mediante 
potenciómetro o tecla teach-in, lo 
que ahorra tiempo para su puesta 
en servicio. 

En el caso de ubicaciones de 
difíci l  acceso, el sensor puede 
ajustarse de forma externa con 
techa de aprendizaje a través de 
un cable. Además, los sensores 
de proximidad CM se caracterizan 
por su alta resistencia a oscila-
ciones y choques, así como por 
una baja sensibilidad al polvo y la 
humedad. Junto con el asistente de 
ajuste óptico, estas características 
garantizan una detección segura 
de los objetos y, con ello, meno-
res tiempos de inactividad de las 
máquinas.

www.sick.com

Desde el reconoci-
miento de patrones 
hasta la determina-
ción de la posición

El sensor de imagen patrón PS30 
de SICK aumenta la flexibilidad y 
reduce el consumo de material

El nuevo sensor PS30 de SICK 
es un sensor palpador optoelec-
trónico para la determinación del 
posicionamiento y el control de 
presencia de etiquetas, material 
de embalaje o tubos con rapidez 
y precisión. Reconoce patrones 
complejos, incluso a velocidades 
de objetos elevadas de hasta 10 
m/s. Basándose en el principio 
de funcionamiento de un sensor 
lineal, el PS30 proporciona una 
señal de conmutación estable. Las 
aplicaciones típicas se encuentran 
en la industria de embalajes.

Los patrones de imágenes des-
tacados aprendidos sirven como 
referencia para el reconocimiento 
consecutivo y estable de objetos y 
su posicionamiento, independien-
temente de marcas de referencia 
especiales. Una mayor libertad 
de diseño, un menor consumo de 
materiales y un control efectivo 
de los procesos son sus principa-
les ventajas. La puesta en servicio 
se puede llevar a cabo fácilmente 

y con rapidez mediante el panel 
de control, usando el software de 
configuración SOPAS o a través de 
la HMI de la máquina. Hay tam-
bién disponibles herramientas de 
ingeniería para el diagnóstico vi-
sual y para el cambio de formato 
automatizado, que ahorra tiempo 
y dinero gracias a su rapidez y sen-
cillez de uso.

Mayor flexibilidad
El PS30 responde con enorme 

flexibilidad a la industria del emba-
laje, con una tendencia a emplear 
etiquetas cada vez más complejas 
y singulares. Permite una comple-
ta libertad de diseño y vale tanto 
para aplicaciones de cinta continua 
como para el reconocimiento de 
patrones en objetos individuales. 
Las etiquetas puede posicionarse 
con seguridad, sin marcas de im-
presión. Los patrones se reconocen 
de forma fiable mediante el análisis 
parcial de la imagen: se analizan 
solamente zonas clave y distintivas, 
logrando de este modo tiempos 
de respuesta muy cortos y una 
determinación precisa de la posi-
ción, incluso a altas velocidades. 
Además, si se usa el PS30 se ahorra 
material de etiquetas, ya que no 
será necesario tanto solapamiento 
del material para cubrir la marca 
de impresión. 

http://www.sick.com/
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LEM completa con la 
serie DVM su gama de 
transductores de media 
y alta tensión, compac-
tos y de altas prestacio-
nes para el mercado de 
tracción

Principales características:
•	 Ocupan un 25% menos gracias a

la reducción de las pérdidas de po-
tencia; mejor precisión y estabilidad 
frente a la temperatura

•	 Medida nominal totalmente aislada
de 600-4200V CC, CA o de pulsos

•	 Encapsulado compacto, ligero y
robusto

•	 Combina 12 kV de aislamiento y
una inmunidad inigualable frente a
perturbaciones electromagnéticas

•	 Cumple los requisitos más recientes
de IRIS para aplicaciones ferroviarias

LEM presenta la serie DVM para 
medidas aisladas de tensión nominal 
en aplicaciones de tracción. Esta familia 
de dispositivos cubre el rango de 600-
4200 VRMS e incorpora la tecnología 
de aislamiento probada y patentada de 
LEM. Pese a alcanzar niveles muy eleva-
dos de aislamiento con una tensión de 
aislamiento de seguridad de 12 kV, el 
transductor DVM es compacto y sus di-
mensiones son de 138 x 63,4 x 69 mm.

Es totalmente compatible y supera a 
la generación anterior de transductores 
en cuanto a funciones y prestaciones 
con nuevos niveles mejorados de pre-
cisión y estabilidad frente a la tempera-
tura, lo cual simplifica enormemente la 
sustitución de los dispositivos.

El DVM también es apto para mon-
taje sobre una base, pero con unas di-
mensiones exteriores ligeramente distin-
tas para tener en cuenta, por ejemplo, 
la ubicación de las conexiones primarias 
y secundarias. El DVM es un 30% más 
pequeño en altura, ocupa un volumen 
25% menor y es un 56% más ligero. 
Su reducción de tamaño no compro-
mete la alta inmunidad de DVM frente 
a perturbaciones externas o frente a 
grandes variaciones de tensión. El nuevo 
tamaño también es ventajoso teniendo 
en cuenta las limitaciones en cuanto a 
tamaño de los modernos convertidores 
de propulsión ferroviaria.

LEM ha desarrollado la serie DVM 
para que cumpla totalmente los están-
dares IRIS (International Railway Industry 
Standards), proporcionando de este 
modo a los ingenieros de la industria 
ferroviaria, que trabajan con material 
rodante y con subestaciones, un nuevo 
transductor versátil que es tan válido 
para medir tensiones de red o en la 
conexión CC al convertidor principal a 
bordo de los trenes. 

Las funciones del transductor de 
tensión DVM hacen que resulte excelen-
te para una gran variedad de medidas 
de media y alta tensión en los mercados 
industriales.

Los transductores DVM miden ten-
siones mediante una conexión direc-
ta en su lado primario, transfieren los 
datos a través de una barrera interna 
de aislamiento y suministran una co-
rriente desde su lado secundario que 
es proporcional a la tensión medida 
gracias a la tecnología digital de ais-
lamiento patentada por LEM. Ofrece 
una mejora de la precisión típica si se 
compara con los productos existentes 
del +/- 0,5 % a +25°C con una mayor 
estabilidad frente a la temperatura. La 
tecnología utilizada proporciona nive-
les muy altos de inmunidad a campos 
magnéticos externos (es casi insensible) 
y a perturbaciones electromagnéticas 
(nivel inigualable). Cuando se combina 
con un diseño electrónico interno muy 
especializado y aplicado tanto al circui-
to impreso como al diseño mecánico, 
las prestaciones que alcanza en modo 
común son excepcionales: 0,5% de la 
tensión nominal como error generado 
con un tiempo de recuperación inferior 
a 50µs frente a una tensión de 4200 V 
aplicada con un paso de 6 kV/us.

Su ancho de banda de frecuencia de 
medida (punto de -3dB) es de 12 kHz 
y el DVM consume típicamente solo 30 
mA cuando se alimenta por debajo de 
+/-24 VCC (el rango de la fuente de 
alimentación es de +/- 13,5 a +/- 26,4 
V CC). Ofrece dos rangos para la co-
rriente de salida: +/- 50 mA o el rango 
estándar para lazos de corriente en la 
industria de 4 a 20 mA para medida de 
corrientes unipolares y una tensión de 
salida de 10 V para la tensión nominal.

Otras características importantes 
son su alto nivel de tensión de extinción 
de descarga parcial (5 kVRMS a 10 pC) 
que garantiza una larga vida operativa 
del producto, así como su compatibili-
dad con un gran número de estándares 
de internacionales de seguridad junto 
con su cumplimiento de las especifica-
ciones IRIS. También destaca por su rá-
pido tiempo de respuesta. Sus diversas 
configuraciones de conexión, tanto en 
el lado primario como en el secundario, 
permiten que el usuario disfrute de una 
mayor flexibilidad.

El DVM, diseñado por LEM en 
concordancia con los estándares más 
recientes aplicables a la tracción y a la 
industria, utiliza materiales que cum-
plen todos los requisitos relevantes en 
caso de incendio o humo, y que son de 
cumplimiento obligatorio en las aplica-
ciones ferroviarias. Tiene la marca CE y 
cinco años de garantía, como todos los 
transductores de LEM.

www.lem.com

Elektro-Automatik

www.elektroautomatik.de      ea1974@elektroautomatik.de     Helmholtzstraße 31-37     41747 Viersen, Alemania     Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
Y CARGAS ELECTRÓNICAS DE 
ALTA TECNOLOGIA

•  Fuentes laboratorio programables desde 
100W hasta 75kW 

•  Cargas electrónicas convencionales y 
recuperativas de energía desde 320W 
hasta 63kW

•  Racks 19” con�gurables como fuente, carga 
o ambos combinados hasta 300kW

Rango extraRango efectivo

Rango extra

nom.

nom.

nom.
Consumo 
eje. 3kW

E.B.T 
eje. 

fuente 
DC

AC

DC

Recuperación
95% = 2,85kW

VISITENOS!  SALA A2 / STAND 219
2016

inside tomorrow

Feria de Munich, 8 – 11 de noviembre

www.microchip.com
http://www.lem.com/
http://bit.ly/2ck83Uo
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„d!conomy – no limits“: 
el tema central de Ce-
BIT 2017 muestra los 
recursos de la digitali-
zación orientados a las 
oportunidades 

La digitalización transforma la eco-
nomía y la sociedad como ningún 
otro desarrollo anterior. Tecnologías 
digitales individuales desarrollan en-
tre sí una dinámica de innovación 
y disrupción nunca vista. La forma 
de colaboración entre la máquina 
y el ser humano, el juego entre la 
virtualidad y la realidad ponen esta 
dinámica especialmente de manifies-
to. La transformación digital cons-
tituye el tema central de CeBIT en 
Hannóver. 

La transformación digital reper-
cute en todos los ámbitos. Justa-
mente en la economía, los procesos 
tradicionales, las estructuras esta-
blecidas y los límites sectoriales exis-
tentes se deshacen y se renuevan. 
Los límites de la colaboración más 
allá de las fronteras entre empresas 
y sectores se negocian nuevamen-
te, también en la conjunción entre 
la persona y la tecnología. Surgen 
nuevas formas de trabajo y nuevos 
modelos de negocio. 

Med iante  e l  t ema cent ra l 
„d!conomy – no limits“, CeBIT como 
evento principal a nivel mundial de 
la digitalización de la economía, la 
administración pública y la sociedad, 
sitúa el año que viene los recur-
sos orientados a las oportunidades 
de la transformación digital en el 
centro de atención. “„d!conomy 
– no limits” indica los recursos y
oportunidades que se abren para las 
empresas gracias a la digitalización 
y las nuevas tecnologías“, afirma 
Oliver Frese, miembro de la junta 
directiva de Deutsche Messe AG, en 
Hannóver. 

“El tema central de 2017 pone 
asimismo de manifiesto el aspecto 
de que los límites entre la persona y 
la máquina, así como entre la reali-

dad y la virtualidad se transforman. 
La persona, como agente activo en 
la construcción de la era digital, 
no debería limitarse en sus pensa-
mientos y posibilidades, sino evaluar 
las oportunidades abiertamente y 
participar activamente en las trans-
formaciones.”

La transformación digital va a se-
guir acelerándose mediante las nue-
vas tecnologías y posibilidades. Ac-
tualmente son los desarrollos como 
la inteligencia artificial, la realidad 
virtual & aumentada, los sistemas 
autónomos, la impresión en 3D, 
los robots humanoides de servicios 
y los drones los que empujan esta 
evolución. 

Cada vez más escenarios de apli-
cación en el Internet de las cosas 

bal del negocio digital con el tema 
central „d!conomy – no limits!“, 
CeBIT se posiciona como certamen 
líder de la digitalización y la trans-
formación digital de la economía, la 
administración pública y la sociedad. 
Gracias a este enfoque, brinda una 
orientación para todos los responsa-
bles de la toma de decisiones en el 
proceso de dar forma a una empresa 
o administración pública digitales.

Los requisitos para lograr el éxito 
en la „d!conomy“ son la creatividad, 
la disposición a cambiar y un nuevo 
espíritu empresarial. Frese afirma: 
“Sin embargo, también se trata de 
implementar nuevas competencias 
y cualificaciones que permitan el 
trabajo 4.0. Hay que experimentar y 
entender las nuevas tecnologías en 

las condiciones marco y estándares 
necesarios para su aplicación. “La 
digitalización no es un estado ni 
un proceso que se acabe en algún 
momento. La digitalización empieza 
en las cabezas y requiere tener una 
predisposición a aceptar cambios 
constantes e innovaciones“, mani-
festó el doctor Bernhard Rohleder, 
presidente de la asociación Bitkom. 
“En este sentido, CeBIT es el lugar 
ideal para el intercambio necesario 
entre los actores globales, las pymes 
y start-ups, para tender el puente 
entre los oferentes y los usuarios de 
soluciones digitales, para el diálogo 
entre los líderes en innovaciones 
alemanes e internacionales.”

“Esperamos sobre todo que de 
Japón, el País Asociado de este año, 
se desprendan importantes impul-
sos en cuanto al tema central. La 
sociedad japonesa se muestra muy 
abierta y sumamente innovadora 
con vistas a la digitalización. Nos 
muestra en Europa cómo se pueden 
desarrollar nuevos planteamientos 
creativos, así como reaccionar de 
forma positiva y abierta a nuevas 
tecnologías, valorándolas con una 
orientación a las oportunidades”, 
concluyó Frese.

CeBIT – El evento global del negocio 
digital 

La feria CeBIT de Hannóver cons-
tituye el evento más importante de 
la  digitalización de la economía, la 
administración pública y la sociedad 
a nivel mundial. Cada año se reúnen 
en CeBIT más de 3.000 empresas y 
casi 200.000 visitantes. En el centro 
de interés se sitúan las megaten-
dencias actuales como los grandes 
datos, la nube, el Internet de las 
cosas, los sistemas móviles, la segu-
ridad y el negocio social, así como 
las últimas tecnologías. Gracias a la 
combinación de la exposición con 
una conferencia y red de contactos, 
CeBIT se ha convertido en una cita 
obligatoria para oferentes y usuarios 
de TI de todo el mundo. 

El mundillo de las start-ups cuen-
ta asimismo con una amplia repre-
sentación en CeBIT. En el espacio 
SCALE 11, más de 400 empresas 
emergentes presentan sus modelos 
de negocio disruptivos. La CeBIT 
2017 abre sus puertas del 20 al 24 
de marzo. El País Asociado es Japón.

www.cebit.de

permiten una interacción positiva 
y nuevas formas de cooperación 
entre la persona y la tecnología. En 
palabras de Frese: “Las aplicaciones 
de Internet de las cosas y las nuevas 
tecnologías abren nuevos horizontes 
en el sentido literal de la palabra. 
Ahora se trata de convertir estas 
tecnologías en negocio.” 

Por este motivo, CeBIT va a apos-
tar el año que viene de forma más 
fuerte que nunca por los ejemplos 
de aplicación, afirmó Frese. “Así por 
ejemplo, en los pabellones vamos a 
presentar ejemplos muy concretos 
de digitalización en los sectores de 
la automoción, bancos y seguros, 
comercio, sanidad, así como admi-
nistración, poniendo así de manifies-
to de forma impresionante de qué 
manera la digitalización influye en 
todos los ámbitos de la economía 
y la sociedad.”  Como evento glo-

su interacción, a fin de reconocer y 
usar oportu-nidades económicas y 
sociales.” 

CeBIT 2017 presenta el próximo 
mes de marzo en el recinto ferial de 
Hannóver estas nuevas tecnologías 
y su aplicación, nuevos modelos 
de negocio y cadenas de creación 
de valor basados en los datos. En 
la visita guiada digital „discover 
d!conomy“, que este año se ha 
estrenado como guía virtual que 
recorre escaparates especiales de los 
sectores, los expositores presentarán 
atracciones especiales. 

Ésta crea el espacio apropiado 
para la interconexión de los agen-
tes procedentes de la economía, 
la política y la sociedad, así como 
los debates – también controver-
tidos – entre visionarios líderes 
internacionales, altos directivos y 
cerebros creativos, a fin de definir 

www.matelec.ifema.es
http://www.cebit.de/
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MAGNETICS
CONECTORES CON TRANSFORMADORES 
INTEGRADOS  ("MagJack").
•  10/100B T, 1GBT y PoE(Power over Ethernet)

• 

INTERCONEXIÓN  (Conectores pasivos).
"Modular Jacks" 

De Cat3 a Cat7a.

MÓDULOS
MÓDULOS de POTENCIA
• Convertidores DC/DC Aislados
• Regulated Bus Converters.
• Non-Isolated Point of Load Modules.

INTEGRATED BROADBAND MODULES
• Módulos PowerLine (PLC). Homeplug 200Mbs
• Módulos SFP (Small Form Pluggable)

CIRCUIT PROTECTION
PRODUCTOS para PROTECCIÓN de CIRCUITOS
• Fusibles Tubo y SMD
• Fusibles Rearmables/PTC Resettable Devices.

TRANSFORMADORES LAN para NETWORKING & 
TELECOMMUNICATIONS
• Power over Ethernet(Poe)
    10/100BT y 1GBT
    Diseños PoE Plus

Anunci BEL mod0908.pdf   1   02/08/11   11:00
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CeBIT announces ex-
pansion of drones as 
tradeshow theme

Drones can be used to locate ear-
thquake victims, fight fires, save lives, 
assess the extent of agricultural dama-
ge and take forest inventories. Almost 
every day new applications arise for 
them. But it is not just a matter of dro-
nes: In the future, unmanned systems 
in general will be changing the nature 
of transport on land and sea.

CeBIT is greatly expanding its dro-
nes showcase next year. “Following its 
successful premiere last March, CeBIT 
is now creating an internationally lea-
ding event for drone technologies and 
solutions titled ‘Unmanned Systems 
& Solutions’” reported Oliver Frese, 
Managing Board member at Deuts-
che Messe. “Drones and unmanned 
systems on land and sea have a huge 
business potential, and CeBIT will be 
illuminating this potential from every 
different angle.” 

CeBIT holds an advantage in this 
regard as the world’s leading event 

devoted to digitalization, covering a 
broad range of products and services. 
In addition to the ‘Unmanned Sys-
tems & Solutions’ topic cluster, CeBIT 
will be showcasing the solutions that 
are necessary to develop and operate 
unmanned systems as well as future 
application opportunities for them, 
including the Internet of Things, Big 
Data applications, Communi¬cations 
and Infrastructure Solutions and Re-
search & Development.

“The ‘Unmanned Systems & So-
lutions’ topic cluster will be a visitor 
magnet again in 2017,” commen-
ted Frese, adding that this year alone 
some 100,000 visitors displayed an 
interest in offerings involving unman-
ned flying objects.

To create growth opportunities 
for the newly expanded topic cluster, 
‘Unmanned Systems & Solutions’ is 
being staged next year in Hall 17. The 
expanded CeBIT segment will consist 
of an exhibition, a several-day con-
ference program and a flight show. 
The core focus of the presentations 
will be on business applications for 
the economy, science and civil so-

ciety. The relevant application areas 
extend from logistics and surveying 
technology to agriculture and forestry, 
police and fire prevention, retailing 
and medicine.

In designing the new topic cluster, 
Deutsche Messe is cooperating with 
several different partners, including 
the German BUVUS association for 
unmanned systems, which was es-
tablished as a network and special 
interest group for the use of drones 
and other unmanned systems in the 
commercial sphere.

“This cooperation with CeBIT is 
a great success for us,” reported Jan 
Syré, President of BUVUS. “We are 
delighted to be working together with 
CeBIT to create a central European 

showcase for unmanned systems.”
In the conference section of “Un-

manned Systems & Solutions”, BUVUS 
will be discussing the latest legislative 
issues – of eminent importance, above 
all for transport and logistics applica-
tions. A further conference topic will 
consist of the use of sensory systems. 
BUVUS will also be presenting nume-
rous best-practice examples, including 
from the areas of construction and 
real estate, police and firefighting and 
transport and logistics.

Further cooperation partners con-
sist of the Taiwan Unmanned Areal 
Systems (UAS) Development Asso-
ciation and UAV DACH, the German-
language umbrella association for 
unmanned aviation in Europe.

VISÍTENOS EN MUNICH, ALEMANIA

spain@endrich.comENDRICH BAUELEMENTE S.L. · Paseo Manresa, 19-25 4º 1ª · E-08201 Sabadell · Fon: +34 932173144
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La piloto de carreras 
Vicki Butler-Henderson 
pone a prueba los va-
riadores de velocidad 
de ABB

Vicki Butler-Henderson, piloto de 
carreras y presentadora del programa 
de televisión británico Fifth Gear en 
el que prueba coches de lujo, ha sido 
invitada a las instalaciones de ABB 
para protagonizar el Reto ACS880.

ABB ha invitado a Vicki Butler-
Henderson a poner a prueba los va-
riadores de frecuencia ACS880 de 
Compatibilidad Total conduciendo a 
Jimbo, un elefante de hormigón de 
6 toneladas, a través de un laberinto 
de 50 metros rodeado de piezas de 
porcelana.

“Estaba muy emocionada cuando 
me enteré. Me apasionan las máqui-
nas de alto rendimiento, y estamos 
hablando de un nuevo récord en 
su área. Y, por supuesto, una de las 
razones era Jimbo”, afimó Vicki.

Jimbo debía circular por los pa-
sillos suspendido en el aire con un 
puente grúa que estaba controla-
do por tres variadores de frecuencia 
ACS880 con control directo de par 
(DTC) y funciones de seguridad inte-
gradas. Vicki comprobó la precisión 

en los movimientos y paradas de 
Jimbo gracias al DTC con la máxima 
seguridad, manteniendo intactas to-
das las piezas de porcelana. También 
presenció el control remoto de los 
variadores desde diferentes lugares 
del mundo en condiciones adversas.

En este vídeo se puede ver la in-
troducción al Reto ACS880: https://
youtu.be/VHYzU47Ovhc

Para más información sobre el 
Reto y ver todos los vídeos, pinchar 
aquí: http://new.abb.com/drives/es/
reto-variador-acs880#/

Variadores de velocidad industriales 
ACS880

Los convertidores ACS880 de 
compatibilidad total, responden 
exactamente a lo que cada negocio 
requiere y se adaptan fácilmente a las 
necesidades de todos los sectores y 
procesos, incluso en las condiciones 
más extremas.

Integran de serie una innovadora 
tecnología de control directo de par 
(DTC) que controla directamente el 
flujo y par del motor, de modo que 
proporciona una mayor precisión 
en la adecuación a los requisitos de 
carga del sistema accionado.

Los equipos ACS880 tienen las 
funciones de seguridad integradas, 
lo que ofrece numerosos beneficios 
como por ejemplo, una mayor efi-
ciencia en el diseño, el montaje, la 
validación y el funcionamiento segu-
ro de las máquinas. Además, propor-
cionan un ahorro de energía y una 
reducción de los costes operativos.

www.abb.com

Proyecto especial de 
CESINEL: arrancado-
res suaves para com-
presores de alta poten-
cia

CESINEL acaba de completar un 
proyecto que nos ha llenado de or-
gullo, y no es para menos, ya que los 
requisitos técnicos y funcionales re-
presentaron un enorme salto cualita-
tivo sobre el estado del arte. Se trata 
de un encargo a medida que nos ha 
obligado a sacar de nosotros todo el 
ingenio y la experiencia para entregar 
un producto que tanto en su diseño 
como en su construcción han sido 
todo un desafío. Nos referimos a la 
construcción de un arrancador suave 
para grandes motores de inducción.

Chadormalou Mining and Industrial 
Company, planta de reducción direc-
ta en Ardakan, Irán.

Nuestro cliente está instalando 
dos grandes compresores para su-
ministro de aire comprimido a su 
instalación. Estos compresores están 
movidos por motores de inducción 
de 4,0 MVAs, funcionando a 6,6 kV. 
Para poder arrancar estos enormes 
motores es necesario disponer de un 
sistema de arranque suave de última 
generación, por lo que el cliente nos 
solicitó una propuesta de solución 
dada nuestra experiencia y reputa-
ción en el campo de la electrónica 
para grandes potencias.

www.cesinel.com

El proyecto presentaba varios re-
tos importantes: La gran potencia 
requerida durante el arranque, el 
reducido espacio disponible y unos 
elevados niveles de exigencia en 
cuanto a fiabilidad y tiempo reque-
rido para mantenimiento y solución 
de incidencias.

 Estos retos fueron respondidos 
de forma satisfactoria por CESINEL, 
resultando seleccionada nuestra 
propuesta técnica entre todas las 
presentadas.

El arrancador suave de alta poten-
cia presenta varias novedades impor-
tantes que merece la pena destacar:
• Diseño muy compacto para la

potencia del equipo.
• Electrónica de potencia montada

en un carro extraíble para reem-
plazo muy rápido. La solución
aportada es un excelente dise-
ño que responde de forma muy
elegante y eficaz a los requisitos
técnicos de tipo eléctrico, me-
cánico y térmico al tiempo que
proporciona un alto rendimiento
y seguridad de operación.

• Sistema de refrigeración por aire
con circulación natura sin necesi-
dad de ventiladores.

• Lógica de control compacta de
última generación que incluye
todas las funciones de protección
del motor además de las necesa-
rias para el arranque y paro.

Todo el proceso de diseño, cons-
trucción, prueba y verificación del 
equipo se ha llevado a cabo en nues-
tra instalaciones en España y con la 
colaboración de nuestro equipo de 
colaboradores y proveedores nacio-
nales.

https://youtu.be/VHYzU47Ovhc
https://youtu.be/VHYzU47Ovhc
http://new.abb.com/drives/es/reto-variador-acs880%23/
http://new.abb.com/drives/es/reto-variador-acs880%23/
http://www.abb.com/
http://www.cesinel.com/
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www.weller-tools.com

LA ACTUALIDAD 
SOBRE LA SOLDADURA

Descubra la nueva generación de Weller

● Práctico y fácil de utilizar

● El mejor de su clase: excelente relación calidad-precio

● Máxima fl exibilidad: compatible con herramientas de soldadura existentes

● Amplia variedad de accesorios

Generación WT de Weller Generación WT

Vídeo del producto.

Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com, www.estanfl ux.com

http://bit.ly/2cGxCys
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Conmutador de serie 
CompactPCI para PCIe 
3.0

• PACY	middleware	abierto	y	mo-
dular

• Tarjetas	I/O	de	comunicación	se-
gura

• Transmisión	de	datos	segura	a
través	de	FSOE

• Sistema	modular	de	control	de
trenes	(menTCS)	certificado	SIL-4:
Hardware,	Software,	Middleware

El Sistema Modular de Control 
de Trenes menTCS de MEN es una 
plataforma informática abierta para 
el control y protección automatizado 
de trenes. 

El elemento clave central de esta 
arquitectura abierta es el middleware 
PACY desarrollado por MEN. Se ocu-
pa de la comunicación entre el soft-
ware de la aplicación y las tarjetas I 
/ O de seguridad, que también son 
parte de la familia menTCS.

La	solución	completa	para	el	control	
de	trenes

En contraste con las soluciones 
existentes que utilizan una configu-
ración de hardware / software fijo 
e inflexible, el Sistema Modular de 
Control de Trenes de MEN abre las 
interfaces esenciales entre la elec-
trónica de control y aplicaciones de 
usuario. La arquitectura de software 
de la CPU del sistema aísla dominios 
“inseguros” y seguros, con el fin de 

ahorrar costes y tiempo de desarrollo 
y certificación de aplicaciones. 

El middleware PACY se encarga de 
la comunicación entre la CPU junto 
con el software de la aplicación per-
sonalizado específico y las tarjetas 
I / O seguras. Al ser una capa de 
abstracción transparente PACY, se 
encarga de la ejecución de comandos 
de la aplicación, independientes de 
las I / O que necesitan ser controla-
das. El protocolo FSOE (Seguridad 

sobre EtherCAT) integrado en PACY 
es responsable de la transmisión y 
protección de datos segura, de lo que 
se llama el “Black Channel”. 

PACY se puede denominar como 
un marco basado en módulos, y 
como tal, abre todas las interfaces. 
Esto permite por una parte una ex-
tensión flexible por módulos perso-
nalizados-específicos individuales, y 
por otra parte la comunicación con 
cualquier aplicación C.

Además de separar los certifica-
dos SIL 4 para la tarjeta F75P CPU 
de seguridad y el sistema operativo 
seguro QNX, una certificación SIL 4 
según la norma EN 50128 también 
estará disponible para PACY, inclu-
yendo los documentos correspon-
dientes. Se ofrecerá más información 
en la próxima InnoTrans.

menTCS ofrece una solución mo-
dular para sistemas de control de 
material rodante y de vía, ya certifica-
dos SIL 4 en todos sus componentes, 
hardware, software y middleware.

I / O binarias para apli-
caciones ferroviarias 
en CompactPCI Serial

• 16	I	/	Os	binarias	bidireccionales
• Cableado	reducido	a	través	de
bloques	 terminales	de	carcasa
con	resorte

• I	/	O	con	rango	de	tensión	14,4	V
CC	a	154	V	CC,	salida	de	corriente
1	A	a	24	A

• Soporte	de	controladores	para
todos	los	sistemas	operativos	co-
munes

• -40	a	+	85	°	C	con	componentes
calificados

• Revestimiento	protector	contra	el
polvo	y	la	humedad

• Compatible	EN	50155

La nueva tarjeta G403 CompactP-
CI de 3U con 16 canales I / O digita-
les bidireccionales ha sido diseñada 
específicamente para aplicaciones 
ferroviarias modernas. La nueva 
tarjeta es adecuada para diferentes 

funciones de control, como el control 
de cierre de puertas e iluminación 
interior.

Conformidad	EN	50155	e	instalación	
rápida

La nueva G403 soporta un total 
de 16 canales digitales I / O bidi-
reccionales, organizados en cuatro 
grupos aislados ópticamente para 
la transmisión de datos fiable con 
cuatro canales en cada grupo. Ade-
más de una configuración cómodo, 
ya sea como una entrada o salida, 
cada canal presenta una interrupción 
individual “edge-triggered”.

Un rango de tensión de 14,4 V a 
154 V CC con una salida de corriente 
de 1 A a 24 A cumple con la norma 
EN 50155, por lo que la tarjeta está 
lista para su uso inmediato en apli-
caciones de tren, así como capaz de 
manejar las señales I / O digitales 
con diferentes niveles de tensión y 
referencias de tierra.

Los cuatro conectores frontales 
utilizan bloques de terminales que fa-
cilitan un cableado reducido y permi-
ten una instalación rápida, al tiempo 
que garantizan una conexión segura.

La G403 está equipada con todas 
las medidas de seguridad necesarias 
para entornos móviles, como la su-

pervisión de tensión y temperatura, 
así como lectura de retorno de las 
salidas y el revestimiento contra el 
polvo y la humedad. 

Esto hace de la G403 una solu-
ción fiable y robusta para todas las 
aplicaciones de control en el mercado 
ferroviario.

www.men.de

www.microchip.com
http://www.men.de/
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La tecnología Push-in Plus le permite simplificar al máximo 

el cableado. Proporciona una conexión fiable sin dañar las 

punteras.  

El mecanismo de los terminales se ha diseñado para que 

sujete el destornillador por usted, lo que le permite tener las 

dos manos libres para insertar mas facilmente el cable en el 

terminal frontal.

Nuestro enfoque global para simplificar el proceso 

completo de creación de cuadros permite reducir 

drásticamente el tiempo y el trabajo necesarios para las 

tareas de cableado.

Utilizar únicamente las manos para la instalación de 

cuadros, reduce drásticamente el tiempo de montaje.

• Sencilla conexión y desconexión 

• Tecnología Push-in Plus 

•  60% de reducción de tiempo respecto a terminales de 

tornillo

Las únicas herramientas 
necesarias
Monta el cuadro sin herramientas

¡Llámenos! 
  902 100 221

  omron@omron.es

  omron.me/socialmedia_ib

industrial.omron.es/easy_wiring

http://bit.ly/2dMKqWh
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Panel PC robustos para 
el sector sanitario

DATA MODUL es líder en diseño  y 
fabricación de sistemas de visualización 
personalizados para uso médico. 

Una reproducción cromática preci-
sa, un funcionamiento seguro e intuiti-
vo o una fácil limpieza son característi-
cas fundamentales que los monitores y 
panel PC en entornos médicos  deben 
ofrecer. El uso de paneles TFT indus-
triales color y monocromos garantiza  
una reproducción de imágenes fiable. 
Asimismo, las carcasas herméticas de 
plástico y aluminio de DATA MODUL 
evitan la acumulación de polvo y su-
ciedad y aseguran el cumplimiento de 
las últimas normas de higiene. Todos 
los panel PC de uso médico cumplen la 
normativa de protección EMI así como 
los estándares IEC60601-1, DICOM 
apartado 14 y IEC6868-157.

Con la solución capacitiva proyec-
tada (PCAP) easyTOUCH de DATA MO-
DUL, la gama estándar de soluciones 
táctiles se verá ampliada de acuerdo  
con las tendencias y las necesidades 
de los principales fabricantes de pro-
ductos TFT. Los sensores cuentan con 
un diseño de bisel más estrecho, espe-
cialmente en la zona de enrutamiento 
de pista. Teniendo en cuenta la alta 
resolución del sensor, que afecta a la 
correcta funcionalidad de cualquier 
dispositivo táctil, la solución PCAP no 
es mucho mayor que las dimensiones 
externas del TFT.

Como socio de ATMEL®, eas-
yTOUCH emplea la última ge-
neración de controladores serie 
Atmel®maXTouch®. La última gene-
ración T permite el uso con guantes y 
bajo el agua, lo que garantiza la segu-
ridad de los profesionales sanitarios. 
Con el fin de proteger las aplicaciones 
finales de los factores externos, se re-
comienda colocar un cristal protector 
adaptado delante de la unidad táctil/
TFT. Gracias a la avanzada tecnología 
de fijación óptica líquida interna, no 
existen prácticamente límites en cuan-
to al material, el grosor o el perfil del 
protector utilizado. Dependiendo de 

Pantallas exteriores 
CONRAC | UE

DATA MODUL presentó una serie 
de nuevos productos durante la feria 
Inter Airport Europe 2015, celebrada 
en Múnich el pasado mes de octubre. 
En el stand de la compañía se exhibió 
la gama completa de pantallas profe-
sionales CONRAC para todo tipo de 
aplicaciones en lugares públicos.

Entre las novedades más destaca-
das se encuentra la pantalla para exte-
riores de 55 pulgadas, que contó con 
un lugar prominente en la exposición. 
La nueva serie de pantallas exteriores 
incorpora numerosos avances tecnoló-
gicos. Incluso en los luminosos pabe-
llones de la moderna feria muniquesa, 
esta pantalla, montada en formato 
vertical, llamaba la atención por su 
impresionante brillo. Las diferencias 
entre la imagen −de por sí clara y níti-
da− de las pantallas E- LED “estándar” 
expuestas en el stand, en contraste 
con la del panel ultra brillante de la 
pantalla exterior, eran simplemente 
asombrosas.

Un efecto imposible de conseguir 
con los 2.500 cd/m² de los paneles 
TFT. Una solución única, que combina 
un cristal frontal con propiedades espe-
ciales y la tecnología de fijación óptica, 
sumada al profundo conocimiento y a 
la capacidad de DATA MODUL, han 
hecho posible el desarrollo de esta pan-
talla de gran brillo que puede montarse 
fácilmente en lugares con exposición 
directa a la luz solar sin comprometer 
la legibilidad. Su cristal frontal ha sido 
diseñado para aumentar la transmisión 
de la luz visible con una pérdida por 
reflexión mínima, a la vez que ofrece 
protección frente a la radiación in-
frarroja y ultravioleta. Por su parte, el 
panel TFT está unido directamente al 
cristal frontal mediante un adhesivo 
óptico de alta calidad. Esta fijación 
óptica directa elimina el espacio de aire 
entre el panel y el cristal frontal, aca-
bando con cualquier posible pérdida 
por reflexión interna y proporcionando 
un aumento significativo del brillo y el 
contraste. Además de un mayor rendi-

la aplicación, el funcionamiento de la 
función táctil se puede adaptar a las 
necesidades del cliente.

Debido a los crecientes requisitos 
técnicos  y a la demanda de soluciones 
panel PC personalizadas, DATA MO-
DUL ha ampliado su oferta con diseños 
adaptados de placas base ARM/x86 in-
tegradas. Para cumplir con las diversas  
especificaciones de los productos mé-
dicos, se pueden incorporar diferentes 
funciones y características, como por 
ejemplo versiones con puertos COM 
y LAN aislados, funciones de seguri-
dad o mayor capacidad de tolerancia  
térmica. Además, durante la fase de 
diseño de la placa base, se puede dotar 
al equipo de capacidad operativa para 
diferentes aplicaciones médicas, a fin 
de crear una plataforma OEM inte-
grada para el cliente. De este modo, 
DATA MODUL es capaz de garantizar 
la disponibilidad a la largo plazo.

Otra de las novedades de la gama 
de productos de DATA MODUL son 
los módulos COM (ordenador en mó-
dulo) diseñados a nivel interno. COM 
Express es un estándar de factor de 
forma reconocido  internacionalmente 
que abarca desde diseños de un solo 
núcleo hasta soluciones multinúcleo 
de alto rendimiento. Asimismo, cabe 
destacar que se ha diseñado una se-

rie de generaciones de procesadores 
de diferentes niveles de rendimiento 
según este estándar, los cuales se han 
integrado  satisfactoriamente. La com-
binación de la placa base integrada y 
COM Express permite a DATA MODUL 
ofrecer un rendimiento adaptado a las 
necesidades del cliente para las nuevas  
soluciones así como actualizaciones 
para sistemas existentes, a la vez que 
se reduce al mínimo la inversión de 
tiempo y capital. 

Otra de las claves de este ahorro de 
costes son los revolucionarios procesa-
dores de 14 nm de Intel, que ofrecen 
un consumo energético mucho menor, 
un alto rendimiento y una mayor vida 
útil del producto.

 También se pueden implementar 
funciones especiales a nivel de BIOS 
con funciones de controlador de placa. 
Por otra parte, los conectores integra-
dos ofrecen un rendimiento fiable a 
alta velocidad además de protección  
eléctrica y mecánica, que evita los efec-
tos negativos derivados de posibles 
impactos y vibraciones  a las aplicacio-
nes móviles. Generación de imágenes 
estables, rendimiento y seguridad, alta 
escalabilidad, intercambiabilidad y bre-
ves plazos de comercialización son 
algunas de las ventajas esenciales que 
requiere el sector sanitario.
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miento óptico, la tecnología de fijación 
óptica ofrece otra serie de mejoras, 
tales como mayor resistencia, menor 
sensibilidad a la humedad, al polvo y 
a los cambios de temperatura, y una 
gran durabilidad.

El principal desafío a la hora de 
diseñar pantallas exteriores es la tem-
peratura de funcionamiento de estos 
dispositivos, especialmente cuando 
se trata de pantallas de elevado brillo 
que funcionan a plena carga. En este 
sentido, la mayoría de los dispositivos 
actuales deben atenuar la retroilumi-
nación hasta un cierto nivel con el fin 
de reducir la temperatura interna y 
mantener la operatividad del disposi-
tivo cuando el sol incide directamente 
sobre él. 

DATA MODUL aseguró haber re-
suelto este problema gracias a su in-
novadora tecnología de refrigeración 
integrada, que permite a sus pantallas 
exteriores funcionar a temperaturas 

de más de 50 °C y bajo la luz solar 
directa sin necesidad de disminuir la 
retroiluminación. Esto permite a los 
clientes  utilizar los sistemas incluso en 
condiciones medioambientales extre-
mas, abriendo la puerta a nuevas apli-
caciones, como paneles informativos 
para estaciones de autobús, ferrocarril 
o tranvía. Además, el actual sistema
de calefacción inteligente de la serie 
Advanced Protected se ha mejora-
do y ahora permite que el dispositivo 
funcione a temperaturas inferiores a 
-30 °C.

El equipo cuenta con protección 
IP65, gracias a su sellado estanco y re-
sistente al polvo. Por último, la ausen-
cia de elementos externos, tales como 
filtros o ventiladores, hacen que el 
dispositivo no requiera mantenimiento.

 El dispositivo está equipado con 
las populares funciones de las panta-
llas CONRAC, como el ajuste del brillo 
automático.

Data Modul Iberia, S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Edificio Las Américas III | Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

Soluciones portátiles de 
visualización

Cuando pensamos en aplicaciones 
portátiles o de mano, nos vienen a la 
mente distintos problemas. Sin embar-
go, la mayoría de ellos se puede  solu-
cionar con la creación de una solución 
de visualización personalizada.

Con más de 30 años de experiencia 
en el desarrollo de soluciones perso-
nalizadas, DATA MODUL es el socio 
perfecto para la creación de soluciones 
de visualización a medida.

Formas, tamaños, resoluciones o 
colores especiales, cualquier cosa es 
posible. Así, se pueden desarrollar  apli-
caciones rectangulares, poligonales o 
redondas, garantizando una estética 
única. Además, las condiciones extre-
mas −como la legibilidad a pleno sol 
o los rangos de temperatura−, de vital
importancia para cualquier aplicación 
de mano, pueden suponer un proble-
ma para la mayoría de las soluciones 
estándares.

El profundo conocimiento técnico 
de DATA MODUL incluye la gestión 

térmica de sus LCD personalizados. 
Prácticamente todos los componentes 
de la pantalla deben ser analizados 
atendiendo a su capacidad térmica, 
con el fin de alcanzar un amplio rango 
de temperatura. 

Gracias a los filtros especiales, a 
una correcta iluminación y a la op-
timización del diseño por parte de 
DATA MODUL, se pueden desarrollar 
pantallas que pueden ser utilizadas 
bajo la luz solar directa.

Del mismo modo, el bajo consumo 
y el ahorro energético son factores 
clave del diseño. Gracias a la tecno-
logía de visualización adecuada y a 
los semiconductores más avanzados, 
hemos creado pantallas con un consu-
mo energético extremadamente bajo. 
La utilización de los nuevos LED, filtros 
y sistemas de retroiluminación de alta 
eficiencia forma parte de nuestras in-
novadoras soluciones personalizadas 
de ahorro energético.

De la idea al producto: algo que 
solo es posible gracias al diseño de 
pantallas totalmente personalizado de 
DATA MODUL.

http://www.data-modul.com/
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El convertidor reductor, a fondo

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Mihai Tanase, de Microchip Technology, 
explica cómo puede ayudar una herra-
mienta de análisis del diseño a estimar 
el comportamiento de un convertidor 
reductor síncrono 

A medida que aumenta la demanda 
de un mayor tiempo de funcionamien-
to y una mayor eficiencia, los ingenie-
ros de diseño de sistemas eléctricos 
afrontan las dificultades que conlleva el 
desarrollo fuentes de alimentación me-
jores y más eficientes que cumplan los 
requisitos y estándares de la industria. 
Desgraciadamente, en muchos casos 
el proceso de diseño de la fuente de 
alimentación es una de las partes del 
proyecto que presenta más problemas 
y requiere gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo.

Para ayudar a los ingenieros a hacer 
frente a la complejidad del desarrollo 
de las fuentes de alimentación que 
mejor se adapten a sus diseños, los 
fabricantes de CI están suministrando 
herramientas de diseño de fuentes de 
alimentación como alternativa al méto-
do de prueba y error, el cual consume 
tiempo y recursos dado que implica el 
desarrollo repetitivo y la comprobación 
de prototipos hasta lograr unos resul-
tados satisfactorios. Una herramienta 
de diseño puede ayudar a elegir los 

mejores componentes y dar una idea 
de cómo se va a comportar la fuente 
de alimentación bajo diferentes condi-
ciones. Al hacerlo proporciona una in-
formación muy valiosa antes de recibir 
la placa real de la fábrica.

Un buen ejemplo es el analizador de 
diseño MCP16311/2 de Microchip, una 
herramienta basada en Microsoft Excel 
que calcula y recomienda los compo-
nentes más adecuados para las aplica-
ciones de cada usuario. Además ofrece 
la opción de ajustar los componentes 
externos para lograr los mejores resul-
tados. Al utilizar los componentes y las 
condiciones especificadas en las celdas 
de entrada, el analizador puede estimar 
la eficiencia y la respuesta de frecuencia 
de la fuente de alimentación.

Convertidor reductor 
síncrono 

En la Fig. 1 se muestra una versión 
idealizada de un convertidor reductor 
(buck). En un convertidor tradicional, 
el interruptor S2 habría sido un diodo, 
que sigue siendo práctico en muchos 
de los convertidores reductores actua-
les dado que a menudo simplifica el 
control además de resultar más eco-
nómico.

Aunque un dispositivo asíncrono de 
este tipo pueda parecer más sencillo y 
más barato, también puede mostrarse 
ineficaz, especialmente cuando se des-
tina a tensiones de salida reducidas. Por 
esta razón se desarrolló una versión sín-
crona en la cual se sustituye el interrup-
tor S2 por un MOSFET, incrementando 
así la eficiencia y la corriente de salida.

El funcionamiento básico del con-
vertidor reductor queda patente al 
observar las dos rutas de la corriente 
representadas por el estado de los dos 
interruptores: S1 en el lado de alto 
potencial (high-side) y S2 en el lado 
de bajo potencial (low-side). Cuando 
se conecta el interruptor en el lado de 
alto potencial, se aplica una tensión CC 
en el inductor igual a 

Vin – Vout y se genera una rampa 
lineal de corriente en el inductor.

Del mismo modo, cuando se desco-
necta el interruptor en el lado de alto 
potencial y se conecta el interruptor 
en el lado de bajo potencial, la tensión 
del inductor aplicada es igual a -Vout, 

con el resultado de una rampa lineal 
negativa de corriente en el inductor.

Para asegurar que no haya una co-
rriente de disparo se añade un tiempo 
muerto cuando ambos interruptores 
están desconectados entre el tiempo de 
desconexión en el lado de alto poten-
cial y el tiempo de conexión en el lado 
de bajo potencial y viceversa.

Un convertidor reductor funciona 
en modo de corriente de inductor con-
tinua si la corriente que atraviesa el 
inductor nunca cae hasta cero durante 
el ciclo de conmutación. Si la corriente 
del inductor llegara a ser cero, el con-
vertidor reductor trabajaría en modo 
de corriente de inductor discontinua. 
Los dos modos de funcionamiento se 
representan en la Fig. 1.

Habitualmente, al utilizar un dispo-
sitivo síncrono el convertidor está forza-
do a trabajar en modo de corriente de 
inductor continua con independencia 
de cuál sea la carga a la salida. Esto, a 
su vez, provoca pérdidas con cargas pe-
queñas mientras se descarga la salida.

Una solución para este problema, 
que también se aplica al diseño del 
convertidor CC/CC reductor síncrono 
MCP16311/2, consiste en utilizar un 
comparador de corriente cero. Este 
comprador supervisa la corriente que 
atraviesa el interruptor en el lado de 
bajo potencial y, cuando llega a cero, el 
interruptor se desconecta. Esta función 
se denomina emulación de diodo y, al 
implementarla, el convertidor tendrá 
las ventajas de los modos de funciona-
miento síncrono y asíncrono.

Funcionamiento en modo 
PFM y PWM

Para incrementar la eficiencia con 
cargas pequeñas, además de la emu-
lación de diodo, el MCP16311 cuenta 
con el modo de funcionamiento de 
modulación por frecuencia de pulsos 
(pulse-frequency modulation, PFM). 
Cuando trabaja en este modo, si se 
compara con la modulación de an-
chura de pulso (pulse-width modula-
tion, PWM) tradicional, el dispositivo 
incrementa la tensión de salida justo 
hasta el punto tras el cual entra en 
modo dormido. Durante este estado 
durmiente, el dispositivo para la con-
mutación y solo consume 44µA de la 

Autor: Mihai Tanase es 
Ingeniero de Aplica-
ciones de Gestión de 
Alimentación en Micro-
chip Technology.

Figura 1. Topología y 
formas de onda de un 
convertidor reductor.

http://www.microchip.com/
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entrada. Cuando la tensión de salida 
cae por debajo de su valor nominal, el 
dispositivo restablece la conmutación y 
lleva la salida de vuelta a la regulación.

En la Fig. 2 se representa un ejemplo 
de funcionamiento de PFM y puede 
identificarse fácilmente por la forma 
de onda triangular a la salida del con-
vertidor.

El modo de funcionamiento PFM 
aumenta considerablemente la eficien-
cia del convertidor con cargas peque-
ñas y añade un componente de baja 
frecuencia a la salida. Esto varía con la 
tensión de entrada y de salida y con la 
corriente de salida.

En cuanto aumenta la carga de sa-
lida, el convertidor pasa al funciona-
miento PWM normal. El umbral viene 
determinado por la relación de tensión 
de entrada/salida y por la corriente 
de salida. Debido a la forma de onda 
triangular de salida, en aplicaciones 
más sensibles se recomienda el uso 
de este dispositivo porque trabaja en 
modo PWM.

Analizador de diseño

El analizador de diseño MCP16311/2 
es una sencilla herramienta Excel que 
proporciona al usuario un interface clá-
sico, dispuesto en celdas predefinidas 
en las que se definen varios parámetros 
del sistema. Para separar y definir los 
campos con claridad se han asignado 
colores a las celdas de la Fig. 3.

Las celdas correspondientes a los 
parámetros de entrada del sistema es-
tán marcadas en verde. En este campo, 
el usuario tiene que definir la tensión de 
entrada y salida, la corriente máxima 
de salida, la temperatura ambiente y 
el tipo de encapsulado deseado. Los 
parámetros de sistema se limitan a los 

valores mínimo y máximo recomenda-
dos para esta sección.

Basándose en los parámetros intro-
ducidos por el usuario en el campo de 
parámetros de sistema, el analizador 
calcula los valores del inductor reco-
mendado, el condensador de salida y 
la resistencia de realimentación. Estos 
valores se indican en color amarillo.

Dependiendo del tipo de encapsu-
lado y de la temperatura ambiente se-
leccionada por el usuario, el analizador 
estimará la temperatura de los interrup-
tores. A la derecha del analizador se 
mostrará un esquema típico junto con 
el diseño recomendado para cada tipo 
de encapsulado.

Para que los resultados sea lo más 
realistas que sea posible, el usuario 
puede optar por probar varios valores 
de los componentes a partir de los 
valores sugeridos y evaluar su efecto 
general sobre el sistema. Todo el análi-
sis de eficiencia y estabilidad se realiza 
dependiendo de los valores ajustables 
introducidos por el usuario para reducir 
errores y asegurar la mejor represen-
tación posible de las prestaciones del 
sistema.

En este caso, el analizador estima la 
eficiencia para todo el rango de cargas 
dependiendo de los parámetros de sis-
tema y de los componentes del sistema 
seleccionados por el usuario. Debido 
a que el comportamiento de PFM se 
ve afectado tanto por la tensión de 
entrada y salida como por la corriente 
de salida, es difícil estimar la eficiencia 
cuando trabaja en modo PFM.

En este punto, el diseñador puede 
ajustar los componentes del sistema 
para lograr la eficiencia deseada.

El dispositivo integra una arquitec-
tura de control de modo de corriente 
de pico que se utiliza para proporcionar 

la mayor respuesta ante transitorios de 
carga y de línea. Si se compara con el 
control de modo de tensión, que utili-
za un generador interno de diente de 
sierra, el control de modo de corriente 
de pico utiliza la corriente del inductor, 
que se compara con la tensión de error 
para generar el ciclo de trabajo.

Mediante esta técnica de control 
el sistema pasa de segundo orden a 
primer orden, lo cual facilita la com-
pensación y mejora las prestaciones 
dinámicas respecto a un control de 
modo de tensión tradicional.

Conclusión

El analizador de diseño MCP16311/2 
puede estimar el comportamiento está-
tico y dinámico del convertidor reduc-
tor síncrono MCP16311/2. Al utilizar 
esta herramienta de diseño, el coste y 
el tiempo de ingeniería puede reducirse 
ya que se obtiene el diseño final opti-
mizado tras pocas iteraciones. Sin em-
bargo, el analizador no debería sustituir 
la correcta verificación y validación del 
sistema, sino más bien facilitar dichos 
procesos.  

Figura 2. Funcionamiento de PFM.

Figura 3. Vista general 
del analizador de diseño 
MCP16311/2.
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Bienvenidos al siguiente nivel

www.phoenixcontact.es

Artículo cedido por Phoenix Contact

Atrás quedan los días en que 
las cajas para electrónica eran úni-
camente cubiertas para proteger 
componentes electrónicos. En la 
actualidad se han convertido en 
sistemas envolventes, que deben 
adaptarse fácilmente a cualquier 
requisito que se presente, de forma 
flexible y económica. 

En un nuevo proyecto, cuando el 
fabricante de cajas se convierte en 
un compañero más del equipo de 
desarrollo, el resultado será sin duda 
una solución realmente orientada a 
las necesidades del mercado 

Lo más práctico no 
siempre es lo más ade-
cuado

Durante muchos años las cajas 
para electrónica jugaron un papel 
secundario en las aplicaciones in-
dustriales electrónicas de los ar-
marios de control. Su elección se 
limitaba a utilizar las soluciones tipo 
“cajón” que estuvieran disponibles 
para la venta en ese momento. 

Los conectores del equipo se 
elegían de forma independiente y 
quedaba en manos del diseñador el 
combinar caja, componentes elec-
trónicos y conexión en una sola uni-
dad. Bajo estas circunstancias, rara 
vez se conseguía una combinación 
de estas tres cosas funcional y com-
petitiva en términos de coste.

Sistemas envolventes 
de última generación

Hoy en día los fabricantes de 
electrónica industrial deben res-
ponder con rapidez y flexibilidad a 
las siempre cambiantes necesidades 
de sus clientes, tal y como los fabri-
cantes de electrónica de consumo 
han venido haciendo durante años. 
Como respuesta a la creciente pre-
sión para reducir costes y servir más 
rápido, los fabricantes de equipos 
están confiando, cada vez más, en 
envolventes de proveedores de re-
conocida experiencia. 

En la actualidad hay una fuerte 
demanda de sistemas envolventes 
flexibles que puedan ajustarse fá-
cilmente a cada aplicación espe-
cífica. Especialistas en cajas para 
electrónica como Phoenix Contact 
ofrecen numerosos sistemas para 
montaje sobre carril con diferentes 
y muy variados diseños. Sin em-
bargo, además de las cajas, la tec-
nología de conexión es otro factor 
que determina el rendimiento de 
un equipo. Dependiendo del tipo 
de dispositivo y de la aplicación, 
los sistemas envolventes de última 
generación permiten la instalación 

de conexión electrónica enchufable 
o soldada de forma permanente.
Asimismo, muchos fabricantes de 
equipos eligen tecnologías de co-
nexión alternativas al tornillo para 
una rápida instalación en campo, 
y éstas también pueden incluirse. 
Y además, cuando se requiere una 
densidad de señales más elevada, el 
cambio a un paso menor suele ser 
aconsejable e igualmente es posible.

Los sistemas envolventes no de-
berían en ningún caso limitar la 
elección de la tecnología de cone-
xión. Las carcasas ME y ME MAX 
de Phoenix Contact son compati-
bles tanto con conexión enchufable 
como fija. Los diseñadores de los 
equipos pueden elegir entre sec-
ciones de cable de 1,5 mm² y 2,5 
mm², de forma que el número de 
polos puede variar para un mismo 
espacio de conexión.

Con el aumento de las redes de 
interconexión de equipos, el ca-
bleado se está convirtiendo en una 
tarea cada vez más compleja. Los 
crecientes costes, las altas tasas de 
error o la necesidad de herramientas 
especiales se presentan como los 
nuevos retos para los fabricantes 
de dichos equipos. A finales de los 
90, en su búsqueda e introducción 
de soluciones de conexión rápida 
“plug-and-play”, Phoenix Contact 
comenzó a desarrollar sistemas en-
chufables que permitían a múltiples 
módulos autónomos ser integrados 
en un único sistema.

La tecnología de cone-
xión más conveniente

Los conectores de bus, especial-
mente diseñados para colocarse en 
carril DIN, se encajan en éste permi-
tiendo que una conexión bus ininte-
rrumpida se establezca simplemente 
acoplando los distintos módulos. 
Para proporcionar la suficiente fle-
xibilidad, el número de contactos de 
las envolventes puede variar, llegan-
do hasta los 50 de las cajas ME-PLC 
de Phoenix Contact. De esta forma, 

Figura 1: Phoenix Contact ofrece una estrecha colaboración con el cliente 
para transformar sus equipos en soluciones completas competitivas 
acordes a la demanda del mercado.

Soluciones envolventes a medida para equipos electrónicos de 
alto nivel ¡Una gama completa por descubrir!

Figura 2. La amplia variedad de soluciones envolventes de Phoenix Con-
tact garantiza una máxima funcionalidad de la electrónica.

http://www.phoenixcontact.es/
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los sistemas de control modulares 
para gamas de soluciones de auto-
matización de media y alta potencia, 
se pueden diseñar fácilmente. Y 
reemplazar equipos, por ejemplo 
en labores de mantenimiento, re-
sulta mucho más sencillo, ya que los 
módulos individuales pueden ser re-
tirados del conjunto sin interrumpir 
su funcionamiento. Sin esta sinergia 
entre la carcasa para electrónica y 
los conectores para placa de circui-
to impreso, no es posible diseñar 
los sistemas multifuncionales que 
demanda el mercado actual.

Dado que a menudo en el ar-
mario de distribución el espacio es 
limitado, muchos fabricantes de 
equipos han buscado durante mu-
cho tiempo opciones con conexión 
en la zona frontal, de más fácil ac-
ceso. En la familia de envolventes 
ME-PLC de Phoenix Contact, espe-
cíficamente diseñada para cumplir 
esta demanda, los módulos de co-
nexión están colocados en la parte 
delantera de la carcasa. Gracias a su 
diseño pivotante, el establecimiento 
de conexiones es fácil, incluso con 
un gran número de pines. El conec-
tor está bloqueado con seguridad y 
es fácilmente liberado mediante una 
palanca de giro roja. Y para mini-
mizar el cableado en campo, están 
preinstalados conectores por resorte 
push-in, muy fáciles de conectar. 
Los cables se conectan usando esta 
simple tecnología de conexión di-
recta, sin necesidad de herramientas 
adicionales. 

Flexible gracias al dise-
ño modular

La forma y características de un 
sistema envolvente vienen determi-
nadas por el número de PCBs y su 
diseño, así como por la altura total 
de los componentes electrónicos y 
el número y tipo de puntos de co-
nexión. Las carcasas con un diseño 
modular se utilizan principalmente 
en aplicaciones de medición y con-
trol. La modularidad es ideal para 
este tipo de aplicaciones ya que 
usando elementos espaciadores de 
diferentes anchuras, que se pueden 
montar uno al lado de otro, cada 
caja para electrónica puede ajus-
tarse fácilmente a las dimensiones 
necesarias, con anchuras que van 
desde 6,2 mm para convertidores de 

señal hasta 200 mm para sistemas 
de control complejos. La variedad 
de cubiertas disponible proporciona 
una flexibilidad adicional, de forma 
que las soluciones personalizadas 
de equipos pueden incluso crearse 
usando la gama de producto que 
ya utiliza el propio fabricante de 
equipos. 

Los fabricantes de cajas para 
electrónica más innovadores utili-
zan máquinas modulares para la 
fabricación y así consiguen, con 
herramientas de moldeado por in-
yección en cascada, la forma de 
carcasa personalizada que deman-
de el cliente. Este es el caso de las 
partes superiores de las cajas BC 
161,6 de Phoenix Contact (Foto 4). 
Con este sofisticado concepto de 
maquinaria la envolvente se adap-
ta a necesidades concretas y así 
se consigue que el diseñador del 
equipo pueda asignar libremente 
el espacio para la placa de circuito 
impreso, su superficie de montaje 
y sus componentes. Y no sólo éso, 
sino que además se consiguen pla-
zos de fabricación más cortos que 
con la maquinaria convencional. Sin 
necesidad de ingeniería adicional 
se ajusta la posición de las paredes 
laterales de la caja de acuerdo a los 
requerimientos de la aplicación, lo 
que conlleva una reducción final 
de costes.

Diseño y servicio: la 
guinda del pastel

Está comprobado que con un 
diseño exterior actual y funcional 
se comunica visualmente la calidad 
y el valor un equipo y, con ello, la 
experiencia de su fabricante. Los 
sistemas envolventes desarrollados 
más recientemente ya presentan un 
diseño atractivo y, para una mayor 
personalización, ofrecen la posibi-
lidad de realizar sobre ellos modi-
ficaciones que van desde serigrafía 
y etiquetado de carcasas estándar, 
hasta variantes de distintos colores 
y diseños especiales únicos. La apa-
riencia de una caja para electrónica 
puede personalizarse basándose en 
la funcionalidad, y la clave para con-
seguir una solución completa com-
petitiva es establecer una estrecha 
colaboración, desde el comienzo 
del proyecto, entre el fabricante y 
el diseñador del equipo.

Figura 3. Sistema envolvente ME-PLC de 
Phoenix Contact, con conexión en la zona 
frontal del equipo, de más fácil acceso.

La solución idónea para 
cada aplicación

Hoy en día los fabricantes de 
equipos necesitan algo más que me-
ros componentes. Buscan sistemas 
envolventes flexibles y competitivos 
en precio, que puedan personalizar-
se y adaptarse a todos los requeri-
mientos que les vayan surgiendo 
y que tengan, como factor crucial 
para conseguir la solución completa 
diseñada, una óptima tecnología de 
conexión a placa de circuito impre-
so. Asimismo conviene recordar que 
el diseño exterior de la carcasa es la 
carta de presentación del producto 
acabado: un diseño actual y cuidado 
transmite la calidad y el valor añadi-
do que todo fabricante de equipos 
desea trasladar al mercado. 

Figura 4. Sistema envolvente BC de Phoenix Contact con partes superiores 
personalizadas según las necesidades específicas de espacio para la placa 
de circuito impreso, superficie de montaje y componentes.
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Convertidores CC/CC

Densidad extremadamente alta

www.recom-power.com

Artículo cedido por Recom

Al igual que en el sector electróni-
co, la tendencia hacia densidades 
cada vez mayores se experimenta 
también en los convertidores CC/
CC. Es así como el convertidor de 
potenica baja RI3 recientemente 
presentado alcanza una potencia 
tres veces mayor que su antecesor 
presentado hace unos 15 años, 
con dimensiones casi idénticas. 
Con ocasión de la feria electronica 
2016, Recom se enfoca ahora en 
el rango de potencia de 20 a 120 
W con aspectos bastante similares 
y se enfoca junto a las aplicaciones 
exigentes de la industria particular-
mente en la tecnología ferroviaria.

Se podría decir que la densidad 
de potencia de los convertidores 
CC/CC se duplica aproximadamen-
te cada 10 años. Para los usuarios 
implica esto que obtienen un rendi-
miento doble con idénticas formas 
constructivas o bien un volumen 
reducido a la mitad, con potencia 
idéntica. Dos ejemplos recientes: 

Cuando Recom lanzó al mercado 
hace casi 15 años la serie RO en 
una carcasa SIP4 (single-in-line-4 
pin), su rendimiento alcanzó 1 W. 
Tres generaciones después, la serie 
RI3 recientemente presentada ofre-
ce 3 W con una forma constructiva 
virtualmente idéntica. Lo mismo se 
aplica para clases de potencia su-
periores. Si hace casi dos décadas 
se necesitaba una carcasa de 76 x 
66 mm para un convertidor de alta 
calidad de 40 W, los convertidores 
de hoy en día, como la serie RPA60 
recientemente lanzada al mercado, 
brindan un 50 % más de potencia 
con una carcasa que mide apenas 
2 x 1 pulgada (Figura 1).

Tendencia a la minia-
turización topa con 
límites

Seguir con esta tendencia no es 
una tarea menor. Es cierto que las 
frecuencias de conmutación de los 
convertidores pueden aumentarse 
dentro de un margen limitado para 
ahorrar espacio mediante capa-
cidades e inductividades más pe-
queñas. Componentes novedosos 
como MLCCs (Multi-Layer Ceramic 
Capacitor) y las tecnologías innova-
doras de semiconductores de SiC, 
pasando por GaN hasta el HEMT 
(High Electron Mobility Transistors), 

podrían dar impulsos adicionales 
en el futuro. Pero el problema base 
sigue siendo el mismo: Se debe 
evacuar al entorno la potencia de 
pérdida generada en el converti-
dor. Esto puede resultar particu-
larmente complicado cuando el 
convertidor ha sido concebido para 
temperaturas de servicio mayores 
al sistema electrónico circundante. 

Pero las posibilidades de una 
gestión térmica eficiente son li-
mitadas. La ventilación forzada 
se topa rápidamente con límites 
cuando las condiciones de apli-
cación requieren una carcasa her-
méticamente cerrada o cuando se 
debe evitar el ruido de ventilación. 
Aunque es cierto que disipadores 
más grandes y pistas conductoras 
son sumamente útiles para reducir 
la resistencia térmica de un con-
vertidor, el espacio ahorrado se 
volvería a perder en gran parte. 

Es por ello que el enfoque del 
desarrollo de convertidores CC/
CC debe apuntar en la comple-
mentación de la mayor densidad 
mediante una mejorada eficiencia, 
para reducir la generación de calor 
“en su fuente”. ¡Pero también aquí 
se alcanzan lentamente los límites 
físicos, aunque cada punto porcen-
tual más del rango común de 85 a 
90 % reduce el calor de pérdida en 
aprox. 10 %!

Autor: Bianca Aichinger 
- Marketing de pro-
ductos. RECOM Power 
GmbH

Figura 1. En los últimos 15 años se multiplicó por más de 3 la densidad 
de potencia de los convertidores CC/CC en todo el rango de potencia.

Figura 2. La nueva familia de Recom ofrece actualmente la mejor densidad de potencia y 
cubre íntegramente el rango de potencia desde 20 hasta 120 W.

http://www.recom-power.com/
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Densidad de potencia 
se eleva a 4,5 W/cm³ 

Con ocasión de la feria elec-
tronica 2016, Recom lanza cuatro 
series de convertidores nuevamen-
te desarrollados al mercado que 
están disponibles con potencias 
de 20, 30, 60 y 120 W y cuentan 
con hasta 4,5 W/cm³ con la mayor 
densidad de potencia actualmente 
disponible (Figura 2).

Esto fue posible sobre todo 
mediante la implementación de 
un transformador planar altamen-
te eficiente y muy compacto que 
permite además un proceso de 
fabricación completamente auto-
matizado

Los nuevos convertidores alcan-
zan valores altos para el grado de 
rendimiento en sus respectivas cla-
ses de potencia. La serie RPA60 alo-
jada en una pequeña carcasa de 2 
x 1 pulgada sobrepasa la marca de 
93 % en el pico. Especial atención 
prestó Recom en que los valores 
de pico no se alcanzan solamente 
con carga plena, sino también en 
el rango de 40 a 80 % que es de 
particular importancia para el uso 
práctico. 

Cuando se requieren por ejem-
plo solo 45 W en una aplicación, 
un convertidor de 60 W se ocu-
pa solo en un 75 %. Pero cuando 
se trata de un valor de pico que 
se alcanza solo esporádicamente, 
baja el índice medio de ocupación 
rápidamente a un 50 %. Pero cuan-
do el grado de rendimiento está 
notablemente debajo de la carga 
plena, la pérdida de potencia y 
la generación de calor resultarían 
mayor a lo que se piensa. Por esta 
razón se le recomienda encarecida-
mente a los usuarios que observen 
no solamente los valores de pico 
indicados en negritas en las hojas 
de datos técnicos cuando evalúan 
el grado de rendimiento, sino que 
revisen también el ciclo completo 
de margen de carga relevante para 
la aplicación. 

Porque particularmente en el 
margen de carga inferior se ven 
considerables diferencias entre los 
convertidores de diferentes fabri-
cantes, a pesar de alcanzar valores 
de pico casi idénticos. La nueva 
serie RPA60 se manifiesta con re-
sultados ejemplares y suministra 

valores excepcionales que van más 
allá del 90 % con tan solo 30 % de 
carga (Figura 3).

Buena relación en cali-
dad y precio

Los nuevos convertidores CC/CC 
han sido concebidos particular-
mente para exigentes aplicaciones 
industriales y cuentan junto al cer-
tificado UL 60950-1 también con la 
certificación EN50155 que se nece-
sita para vehículos ferro-viarios. A 
pesar de ello han sido calculados a 
un precio sumamente conveniente. 

Las series RPA20 & 30 tienen 
entradas de 4:1 en el rango de 
9 hasta 36 V y están disponibles 
con tensiones de 3,3 V, 5 V, 12 V 
y 15V con salida única o bien ±12 
V y ±15 V con salida dual. La serie 
RPA60 está disponible con salida 
única de 5 V, 12 V, 15 V y 24 V. La 
serie RPH120H cuenta con entra-
das de 3:1 con valor nominal 110 
V (53 V hasta 154 V) y suministra 
tensiones de 12 V, 15 V y 24 V en 
la salida. En todos los tipos puede 
atenuarse la tensión de salida me-
diante conmutación externa hasta 
en un ±10 %. 

La serie RPA120 cuenta con ais-
lamiento reforzado de hasta 3000 
V CC. Las versiones más pequeñas 
están aisladas hasta 1500 V CC o 
bien 1600 V CC. Todos los con-
vertidores pueden controlarse en 
forma externa con lógica positiva o 

negativa. Están protegidos contra 
sobrecalentamiento, cortocircuito, 
sobrecarga y sobretensión y tra-
bajan también sin carga en forma 
fiable. 

El MTBF está especificado según 
MIL-HDBK-217F y alcanza aprox. 
6 millones de horas para la serie 
RPA60-FW. El servicio se permite 
para este módulo hasta una altura 
de 4500 metros. La temperatura de 
servicio cubre un rango de -40°C 
y +105°C bajo consideración del 
derating.

Ambas series RPA20-AW (20 W) 
y RPA30-AW (30 W) tienen dimen-
siones de 25,4 mm x 25,4 mm x 
10,2 mm sin disipador (1x1 pulga-
da). La serie RPA60-FW-tiene una 
carcasa de 2x1 pulgada y tiene 
una potencia de 60 W, mientras la 
serie RPA120H-RW alcanza un ren-
dimiento doble con dimensiones 
de 57,9 mm x 61,0 mm (1/2 Brick). 
Todos los convertidores pueden 
suministrarse con disipadores pre-
montados (sufijo HC). 

Recom suministra todos los con-
vertidores con una garantía de 3 
años. Sobre la base de los datos de 
rendimiento, la nueva familia pre-
senta una relación calidad/precio 
sumamente atractiva. Los converti-
dores de 60 W ya están disponibles 
a aprox. 40 euros por unidad en 
caso de una compra mínima de 
100 unidades. Primeras muestras 
ya están disponibles en los canales 
de distribución.  
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Artículo cedido por EBV Elektronik

Las disciplinas de la tecnología 
de sensores, preparación de datos, 
procesamiento de datos, salida de 
datos, ingeniería de actuadores, co-
nectividad y seguridad IT se reúnen 
en el Internet de las cosas (Internet 
of Things (IoT)) –áreas en las que EBV 
ha estado continuamente activa y en 
las que ha tenido éxito durante más 
de una década.

El concepto de Coches Conectados 
(CC) está estrechamente vinculado a 
Internet de las cosas (IoT). Original-
mente limitado a la red de sistemas 
de a bordo en los vehículos, ahora se 
utiliza para describir la digitalización 
de la gran cantidad de información 
generada en el vehículo a través de la 
red de sistemas del mismo y el modo 
en el que el vehículo se comunica 
con su entorno, a través de la mone-
tización de los datos. Este avanzado 
método permite nuevas posibilidades 
para los conceptos de movilidad y 
alineación de las cadenas de valor.

Durante más de 15 años, EBV 
se ha centrado intensamente en la 
industria del automóvil. La compa-
ñía apoya a sus clientes a través de 
una variedad de medios incluyendo 
microcontroladores para ahorro de 
energía, sensores, soluciones de co-
nectividad y procesadores integrados, 
y todos ellos son productos que for-
man la base para Internet de las cosas 
(IoT). Por lo tanto, los Coches Co-
nectados  e Internet de las cosas no 
son territorio desconocido para EBV, 
más bien son áreas en las que hemos 
dejado huella con nuestro Know-How 
y soluciones tecnológicas. Utilizando 

el pensamiento interdisciplinario, la 
conexión inteligente de las áreas te-
máticas relevantes, y por medio de la 
combinación de competencias, EBV 
ayuda a sus clientes a identificar y 
a utilizar el nuevo potencial para un 
desarrollo rentable de sus líneas de 
negocio.

En resumen, EBV proporciona ex-
periencia y componentes. Los clientes 
utilizan esto para desarrollar aplica-
ciones para Coches Conectados.

IoT y coches conecta-
dos: la ruta hacia la 
conducción autónoma

La digitalización está avanzando 
rápidamente y con ella, la IoT. Hasta 
la fecha, los productos independien-
tes están cada vez más conectados 
a Internet - automóviles, vehículos 
comerciales, motocicletas y otros ve-
hículos. El operador móvil Vodafone, 
por ejemplo, informó de que a prin-
cipios de 2016 ya existían aproxi-
madamente 34 millones máquinas 
conectadas en red que se comuni-
caban de forma autónoma en su red 
móvil, permitiendo aplicaciones tales 
como connected driving, Industry 4.0 
o eHealth.

Los fabricantes de automóviles es-
tán trabajando intensamente en ello, 
para hacer que los vehículos sean par-
ticipantes activos en Internet. Según 
los fabricantes de automóviles, en el 
año 2020 cada segundo vehículo fa-
bricado será un Coche Conectado. La 
red de conexión de pasajeros y vehí-
culos a Internet, a otros vehículos y al 

entorno, permite nuevas aplicaciones 
y es un requisito previo para nuevos 
conceptos de movilidad. Como un 
objetivo a largo plazo, muchos pro-
veedores pretenden una conducción 
autónoma confortable.

A través de la interacción de siste-
mas en el vehículo y de las redes con 
el entorno, las soluciones de Coche 
Conectado pueden contribuir a que 
ambos, los vehículos y la conducción, 
sean más seguros. Además de las 
condiciones de conducción, los siste-
mas de asistencia pueden identificar y 
evaluar las condiciones del tráfico. Un 
ejemplo de ello es su habilidad para 
iniciar la frenada o las maniobras de 
cambio de carril con tiempo suficien-
te. Los sistemas de iluminación inteli-
gentes iluminan la calzada de forma 
óptima sin deslumbrar al tráfico que 
circula en sentido contrario.

Así es cómo Car2X comunicación 
puede llevar a cabo una contribución 
clave para aumentar la seguridad en 
el transporte en un tráfico cada vez 
más pesado. Si a pesar de todo ello 
se produjese un accidente, entonces 
el sistema de llamada de emergencia 
europeo, eCall, puede notificar a los 
servicios de emergencia la ubicación 
exacta, abrir un canal de comunica-
ción permanente y garantizar que los 
servicios de ayuda llegan con rapidez.

Por medio de los Coches Conecta-
dos activamente con los fabricantes 
y talleres, se hacen posibles nuevos 
servicios de control y de manteni-
miento. Gracias a un diagnóstico 
precoz, bien podrían evitarse costosas 
reparaciones. Otra aplicación posible 
es la “Update Over The Air” que es 
un modo sencillo de actualización 
del software del sistema. Además, la 
extensa red de Coches Conectados 
puede ayudar a los conductores a 
evitar atascos y guiarles directamente 
a espacios de aparcamiento vacíos 
(Green Parking), algo que reduce el 
consumo y las emisiones.

IoT/Soluciones CC para 
clientes de EBV

La conectividad a Internet y los 
problemas relacionados con ella en 
cuanto a información y seguridad 
de IT son áreas en que muchas em-

http://www.ebv.com/es
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presas de automóviles y proveedores 
del automóvil especializados tienen 
relativamente poca experiencia. Con 
el fin de ocupar de modo sostenible 
una posición de liderazgo cuando se 
trata de competencia, estos no debe 
permitir que los desarrollos del Coche 
Conectado pasen delante de ellos, 
más bien al contrario, deben dedicar-
se a ellos de forma activa. Al mismo 
tiempo las empresas tienen que in-
troducir nuevas aplicaciones con un 
plazo de introducción en el mercado 
definido. Por otro lado, esto significa 
que los diseñadores y proyectistas se 
pueden centrar en sus competencias 
principales.

Las empresas en vías de desarrollo 
carecen de los recursos que tienen los 
conocimientos especiales necesarios. 
Por ejemplo, en el campo de la tecno-
logía de radio y seguridad integrada 
se recomienda el uso de componen-
tes estándar flexibles, personalizables, 
así como la cooperación con socios 
especializados, se recomienda.

Aquí es donde EBV Elektronik en-
tra en lo suyo: con su extensa red 
de socios. EBV construye puentes y 
ayuda a sus clientes a encontrar los 
recursos apropiados y los expertos 
específicos. Esto significa que son 
capaces de poner nuevos productos 
al mercado rápidamente. Dentro del 
contexto de los Coches Conectados, 
EBV Elektronik se presenta como un 
proveedor de soluciones para las 
grandes compañías automovilísticas 
y de forma similar para la pequeña y 
mediana empresa (Start-Ups, SMEs), 
siendo estos últimos frecuentemente 
los promotores de la innovación.

Además, los nuevos jugadores tales 
como los gigantes de Internet y de 
tecnología Google y Apple, así como 
los pioneros en e-movility como Tes-
la, han entrado en el mercado. Las 
compañías de automóviles pueden 
responder a todo esto diversifican-
do cada vez más su oferta. Pueden 
lograrlo desarrollando tecnologías 
de diagnóstico remoto para servicios 
de mantenimiento predictivo o invir-
tiendo en modelos de leasing de ve-
hículos y coches compartidos (share 
car). La IoT es la base para todos estos 
métodos de Coches Conectados.

EBV ayuda a sus clientes en la 
obtención de una vista general de 
Coches Conectados y oportunidades 
relacionadas, proporcionando sopor-
te técnico en lo referente a IoT, y or-
ganizando seminarios técnicos sobre 
aplicaciones y/o mercados verticales. 
Esto es por lo que las tecnologías EBV 
siempre están consideradas dentro 
del contexto del mercado, ponién-
dose ellas mismas en la posición de 
sus clientes e identificando soluciones 
a nivel del sistema. EBV implementa 
estas soluciones conjuntamente con 
proveedores y terceros.

Cambio de paradigma 
para seguridad de IT

Coches Conectados representa un 
cambio de paradigma para las em-
presas en la industria del automóvil: 
previamente, los sistemas autóno-
mos estaban conectados a Internet 
y los datos que hasta el momento 
era inaccesibles se transmitían y se 
procesaban en aplicaciones de nube. 
Esto los hace potencialmente vulne-
rables y aumenta en gran medida las 
demandas de información y seguri-
dad de IT. Lo que está claro es que el 
sector empresarial no abandonará los 
sistemas tradicionales estandarizados 
que se han perfeccionado durante 
muchos años sin que sea totalmente 
necesario. La transferencia de los sis-
temas vehiculares de Bus y de a bordo 
de los vehículos de hoy en día, a una 
plataforma de comunicación segura 
apta para web es, por lo tanto, un 
punto de enfoque en los proyectos de 
coche conectado – para las empresas 
y para el soporte de EBV.

Se buscan nuevos enfoques, por 
ejemplo, en la jerarquía de las uni-
dades de control. Ahora es necesario 
que los nuevos sistemas que integren 

Un entorno de mercado 
difícil

En la industria del automóvil, las 
empresas operativas frecuentemente 
distribuyen sus productos a escala 
global. Esto significa que necesitan 
prestar atención a las mega tenden-
cias globales, además de a los es-
tándares locales y desarrollos en sus 
mercados objetivos. Cuando se trata 
de aplicaciones de coche conectado, 
esto se traduce en una necesidad de 
asegurar que los vehículos en red fun-
cionarán en las diferentes infraestruc-
turas localizadas por todo el mundo. 
Esto plantea un verdadero desafío.

El mundo está cambiando rápi-
damente junto con la ponderación 
de los mercados. Además de los paí-
ses BRIC (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica), un número creciente de 
países emergentes recién industriali-
zados entran en foco como mercados 
prometedores para los fabricantes 
de automóviles, tales como México, 
Indonesia, Nigeria, Corea del sur y 
Turquía (países MINT/MIST) y más 
recientemente, Vietnam, Bangladesh 
y muchos otros países africanos.

Estos países a menudo se saltan 
etapas completas de la evolución de 
infraestructuras y adoptan de inme-
diato las últimas tecnologías dispo-
nibles tales como 4G/LTE o su futuro 
sucesor 5G. Poniendo a Nigeria como 
ejemplo, las infraestructuras tales 
como una red cableada son práctica-
mente inexistentes en este mercado 
emergente de telefonía móvil. Esto 
ha tenido un impacto en los siste-
mas que se utilizan en los vehículos. 



74 REE • Octubre 2016

Coches conectados

de forma inteligente componentes 
autónomos. Esto podría ser median-
te una Gateway central con Firewall 
integrado, que proteja los compo-
nentes internos, en particular los 
relacionados con la seguridad de la 
red del vehículo a través de Internet. 
En los campos de la seguridad del 
vehículo e identificación y seguridad 
integradas, EBV Elektronik trabaja con 
especialistas muy experimentados y 
puede ofrecer una amplia cartera de 
soluciones.

Soluciones de conectividad: desde 
sensores hasta antena inteligente. 
Los componentes centrales de un 
coche conectado son la conexión 
en red de sistemas en el coche, una 
conexión a una infraestructura móvil 
en el vehículo, la habilidad de co-
nectarse a Internet, y el modo en el 
que los sistemas vehiculares conec-
tan con su entorno. EBV dispone de 
muchos años de experiencia en cada 
una de estas áreas y puede ayudar a 
sus clientes proporcionando una pro-
funda especialización, socios fuertes 
y los productos correctos. Conexión 
en red de componentes de vehículos: 
muchos coches hoy en día están equi-
pados con sistemas de bus de campo 
tales como MOST, LIN, CAN y FlexRay. 
Ellos conectan en red los sistemas en 
el vehículo y aseguran una comunica-
ción tolerante con los fallos, activada 
por tiempo entre componentes elec-
trónicos, a menudo entre sensores, 
actuadores y ordenadores de control. 
De este modo, cumplen a menudo 
requisitos estrictos en tiempo real. 
También tienen que implementar por 
ejemplo de forma directa y segura 
comandos de control o de frenado.

Los sensores son una parte inte-
gral del ámbito de temas relaciona-
dos con los Coches Conectados. Así 
por ejemplo, los módulos de radar 
y cámara pueden suministrar datos 
para analizar de modo inteligente 
una situación, que el coche conecta-
do utiliza en sus sistemas de asisten-
cia para apoyar activamente al con-
ductor. EBV ha sido tradicionalmente 
fuerte en esta área.

Conexión “In-Car” con la infraes-
tructura móvil: los teléfonos inteli-
gentes se utilizan como una interfaz 
con Internet en muchas aplicaciones 
de Coches Conectados. Para conec-
tarse a un sistema interno del coche 
conectado, se pueden utilizar varios 
métodos diferentes, tales como Blue-

tooth / Low Energy (BLE), WiFi, USB/
USB-C, NFC, MHL o incluso MirrorLin. 
En particular las tecnologías de radio 
y los módulos de carga inalámbrica 
prometen un alto grado de conve-
niencia cuando se trata de la inte-
racción entre teléfonos inteligentes y 
sistemas de vehículos.

Car2X – Conecta con los entornos 
y con Internet: un Coche Conectado 
puede comunicar con su entorno 
a través de una red móvil o WLAN. 
Sin embargo, las tecnologías WLAN 
anteriores fueron principalmente 
diseñadas para un funcionamiento 
estacionario y las dinámicas de un 
coche en movimiento pueden plan-
tear problemas. La consecuencia era 
que las señales de radio no podían 
transferirse con fiabilidad en comu-
nicación Car2X. El nuevo estándar 
WLAN IEEE 802.11 p (USA: Dedicated 
Short Range Communications, DSRC; 
EU: IST-G5) aborda estos numerosas 
cuestiones.

También hay muchos requisitos 
vinculados a las comunicaciones mó-
viles: el futuro estándar de comunica-
ciones móviles 5G se beneficiará de 
las velocidades de transferencia de 
hasta 10 GBit/s. Dado que los vehícu-
los se definirán como el punto final 
de la secuencia, cada vehículo utili-
zará idealmente el ancho de banda 
completo. Esto requiere que el coche 
tenga la capacidad de llevar a cabo 
el procesamiento de datos de modo 
particularmente rápido, además de 
estar equipado con un cableado de 
alta calidad.

La antena externa juega un papel 
crucial en esto, habiendo evolucio-
nado durante los años pasando de 
una pequeña varilla metálica a un 

centro de comunicación inteligente. 
La antena inteligente puede asumir 
un creciente número de tareas en el 
coche, desde ser un transmisor de 
RF y receptor de tecnología para la 
comunicación móvil y WLAN, pasan-
do por la navegación y el entreteni-
miento, incluyendo procesamiento 
de datos digitales, hasta llegar a la 
seguridad integrada.

EBV ayuda a las empresas a desa-
rrollar y aplicar enfoques inteligen-
tes, que hacen del uso de la antena 
inteligente una parte integral de su 
concepto de coche conectado. Con 
su segmento vertical de RF, EBV Elek-
tronik está perfectamente posiciona-
da y puede recomendar la tecnología 
adecuada producida por desarrolla-
dores independientes del fabricante, 
desde chips, hasta la antena pasando 
por el software. En combinación con 
potentes tecnologías de seguridad, 
los clientes ya pueden sentar las bases 
para un concepto de seguridad de IT 
integral en términos de tecnología RF. 
¡Inteligente, seguro, conectado – en 
cualquier lugar!

Como un distribuidor especialis-
ta experimentado de componentes 
electrónicos y soluciones, EBV Elek-
tronik ha venido consolidando sus 
conocimientos y experiencia en estas 
áreas durante muchos años, y hoy se 
reúnen bajo los térmicos de coche 
conectado y IoT. Además de la dis-
tribución de chips y módulos, EBV 
proporciona asesoramiento y apoyo 
técnico profundos. De este modo, 
EBV puede apoyar íntegramente a 
sus clientes automovilísticos para de-
sarrollar productos de éxito y aplica-
ciones con rapidez para un mercado 
de gran crecimiento.  
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Nuevas aplicaciones para analizadores 
de redes vectoriales de menor coste
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Artículo cedido por Anritsu

La evolución de los equipos de 
prueba ha impulsado una serie de 
funciones y capacidades diferenciales, 
únicas e identificables, que inducen 
a los clientes a pensar que contarán 
con una ventaja comparativa frente a 
sus competidores, ya que ofrecen ma-
yores prestaciones. En la mayoría de 
analizadores vectoriales de redes mo-
dernos, esta tendencia ha hecho que 
sus capacidades sean muy complejas, 
dando como resultado un mayor cos-
te de propiedad para el usuario, no 
solo por el coste de los equipos y los 
costes de calibración y soporte, sino 
también por el tiempo que necesita 
el usuario para conocer y dominar el 
software de control o los drivers.

Evaluación de coste/
beneficio

En el entorno de I+D, estos costes 
generalmente se conocen bien, y se 
tienen en cuenta, en el sentido de que 
el cliente puede escoger realmente el 
tipo de prueba que necesita realizar 
y cómo llevarla a cabo de la mejor 
manera. No obstante, dado que dicho 
entorno de I+D requiere de todo 
tipo de medidas, se precisa el uso de 
equipos de prueba muy costosos para 
medidas de bajo coste, consumiendo 
así un valioso tiempo de investigación 
y desarrollo.

Visto de forma más amplia, ade-
más de que los clientes de I+D traten 
de obtener unas prestaciones aún 
más elevadas, es posible que haga fal-
ta un trabajo de investigación adicio-
nal realizado por empresas externas 
con escasa capacidad de financiación 
para adquirir equipos de prueba, y 
que, por tanto, pueden requerir los 
servicios de un centro de investigación 
o un departamento universitario.

Vale la pena destacar que muchas 
aplicaciones de los analizadores vec-
toriales de redes solo requieren fun-
ciones básicas como la capacidad de 
medida de parámetros S y quizás algo 
de software para proceso posterior. 
Hasta la fecha esta combinación de 
funciones solo ha estado al alcance de 
los analizadores de redes vectoriales 
de altas prestaciones, situación que 
ha provocado el rechazo por parte 
de los usuarios a la hora de pagar 
funciones que no utilizan en los ana-
lizadores vectoriales de redes de alta 
gama. Esto ocurre especialmente en 
aplicaciones en las cuales el tamaño 
de los equipos añade dificultades en 
lo referente al espacio disponible y 
al diseño del lugar donde se realizan 
las pruebas.

Sencillez y tamaño re-
ducido

No obstante, gracias a los desarro-
llos más recientes en analizadores vec-
toriales de redes más económicos y 
pequeños, su sencillez y tamaño com-
pacto les permiten estar preparados 
para efectuar medidas de parámetros 
S en antenas (Figs. 1 y 2), como las 
que lleva a cabo el Dr. Massimo Can-
dotti en el Antenna Measurement 
Laboratory de la Universidad Queen 
Mary de Londres.

En esta aplicación, el analizador 
vectorial de redes se puede instalar 
verticalmente frente a la cámara de la 
antena, permitiendo así que esté tan 
cerca de la antena bajo prueba como 
sea posible. Por ejemplo, el Shockli-
ne MS46322A de Anritsu, se puede 
preparar rápidamente para su uso en 
banco como dispositivo estándar de 
microondas y medidas de parámetros 

S en antenas o bien para aplicaciones 
más especiales. A diferencia de los 
analizadores vectoriales de redes más 
antiguos, que utilizaban GPIB para las 
instrucciones y solo podían realizar 
una medida de frecuencia por cada 
vuelta de la base giratoria, el Shockli-
ne se caracteriza por sus altos niveles 
de directividad y de relación señal/
ruido además de elevadas velocidades 
de medida y proceso. Todo ello le 
permite efectuar múltiples medidas 
del diagrama del haz de frecuencia 
mientras se desplaza la base giratoria.

Hasta ahora este nivel de presta-
ciones solo estaba al alcance de los 
analizadores vectoriales de redes de 
gama alta, que eran grandes y vo-
luminosos, y que disponen de otras 
funciones que podrían ser innecesa-
rias, aunque se haya pagado por ellas.

Pruebas automáticas

Otro ejemplo de aplicación típica 
para el MS46322A es su uso en un 
sistema de prueba automática con 
un interfaz gráfico de usuario Lab-
VIEWTM propio, capaz de obtener 
de forma simultánea medidas del 
diagrama del haz de la antena para 
múltiples frecuencias mientras la an-
tena bajo prueba está rotando sobre 
su base. Gracias a la rápida velocidad 
de barrido del MS46322A, incluso 
con un ancho de banda de FI relati-
vamente bajo de 700 Hz, se puede 
registrar un conjunto de diagramas 
de haz de hasta 11 frecuencias por 
cada rotación completa de 360° de la 
base giratoria, con rangos dinámicos 
superiores a 60 dB para antenas de 
baja ganancia.

Esta aplicación redujo el tiempo 
de prueba en la cámara anecoica es-
pecializada en antenas de tamaño 
reducido (generalmente antenas en 
placas de circuito impreso destinadas 
a diversas aplicaciones en dispositivos 
móviles entre 400 MHz y 12 GHz), 
permitiendo que los usuarios com-
prueben los dos principales diagramas 
de haz de la antena en los planos E 
y H en menos de 90 segundos: el 
tiempo que necesita la base giratoria 
para ir hasta la posición inicial, com-

Autor: Paul Holes - An-
ritsu

Figura 1. Instalación vertical del analizador de redes vectoriales cerca de 
la antena bajo prueba.

http://www.anritsu.com/
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pletar al barrido de 360° y volver a la 
posición alineada de la antena.

A medida que disminuye el coste 
de los analizadores vectoriales de re-
des, cada vez surgen más aplicaciones 
nuevas de la mano de usuarios que 
no son usuarios tradiciones de estos 
equipos – en áreas como las pruebas 
de materiales y el barrido de partícu-
las, por ejemplo – donde hasta ahora 
había sido difícil justificar el coste de 
los analizadores vectoriales de redes.

Nuevas tecnologías

En la actualidad podemos obser-
var la aparición de analizadores vec-
toriales de redes de bajo coste con 
rangos dinámicos de hasta 100 dB 
y velocidades de barrido inferiores a 
100 µs por punto. Esta combinación 
de menor coste y altas prestaciones 
es el resultado de nuevos desarrollos 
técnicos, como la arquitectura de 
“analizador de redes vectoriales en 
un chip” ShockLineTM patentada por 
Anritsu, que utiliza la tecnología de 
“línea de transmisión no lineal”. Estas 
líneas de transmisión no lineales o “lí-

neas de descarga” generan impulsos 
muy cortos a altas frecuencias que 
amplían el rango de funcionamiento 
de los receptores de muestreo hasta 
40 GHz e incluso más. Con una fre-
cuencia de OL más alta, esta técnica 
de muestreo ofrece unas prestaciones 
de ruido mejores que la mezcla de 
armónicos, especialmente a las fre-
cuencias más altas de RF. Junto con el 
punto de intercepción de tercer orden 
(IP3), esto se traduce directamente en 
una mejora del rango dinámico.

Mediante un analizador vectorial 
de redes de RF monoplaca, y utili-
zando una fuente de alimentación 
y un PC convencionales, se reduce 
también enormemente el coste con la 
eliminación del panel delantero y del 
teclado, que no se necesitan en apli-
caciones remotas, como supervisión, 
equipos automáticos de prueba (ATE) 
y educación a distancia. Esto ofrece 
al usuario la posibilidad de elegir y 
la flexibilidad de añadir sus propios 
interfaces o visualizadores, lo cual le 
permite centrarse en funciones bási-
cas como parámetros S y/o pruebas 
en el dominio del tiempo. 

Figura 2. Cámara anecoica para realizar pruebas de antenas mediante 
un sistema de medida del diagrama de haz basado en un analizador de 
redes vectoriales.
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Dispositivos Inteligentes Requieren  Sis-
temas de Pruebas Más Inteligentes

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Visión General

Los dispositivos inteligentes están 
creando un punto de inflexión en las 
pruebas automatizadas, tanto para 
los gerentes e ingenieros de pruebas 
que enfrentan el reto de garantizar la 
calidad de estos dispositivos y reducir 
los costos como para los proveedores 
que les prestan servicio. Para probar 
sus dispositivos inteligentes, las orga-
nizaciones están cambiando de los de 
instrumentos tradicionales de configu-
ración rack-and-stack y los sistemas 
de equipo de pruebas automatizadas 
(ATE) de arquitectura cerrada a siste-
mas de pruebas más inteligentes que 
se adaptan con los crecientes reque-
rimientos para continuamente acortar 
el tiempo para llegar al mercado y 
reducir el costo.
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1. Dispositivos Inteli-
gentes

Para muchos de nosotros, el 
Internet de las Cosas (IoT) ya se ha 
convertido en una realidad personal. 
Cuando controlamos nuestro termos-
tato Nest desde un smartphone, me-
dimos el número de pasos que hemos 
dado con una pulsera o transmitimos 
un video en una tablet, disfrutamos 
de los beneficios de un dispositivo que 
puede detectar, conectar y calcular. 
Sin embargo, incluso para aquellos 
que adoptaron antiguas tecnologías, 
el IoT todavía se encuentra en su in-
fancia. Gartner calcula que pronto 
habrá más dispositivos conectados 
que seres humanos, y para el año 

2022, cada hogar podría contar con 
más de 500 dispositivos conectados.

Aunque disfrutamos de los bene-
ficios del IoT como consumidores, 
como ingenieros la magnitud del IoT 
puede ser abrumadora. Desde pro-
bar los circuitos integrados (IC) más 
pequeños hasta el dispositivo inalám-
brico completamente ensamblado, el 
IoT está causando un cambio de pa-
radigma en la industria de pruebas y 
medidas. En semiconductores, la pre-
sión por una tecnología de sensores 
más integrados y más pequeños está 
llevando a nuevos enfoques de menor 
costo para pruebas de señal mixta. En 
la industria de electrónicos de consu-
mo, mantener la cobertura de pruebas 
a pesar de la creciente complejidad 
de los inalámbricos, está llevando a 
enfoques de pruebas innovadores 
como pruebas paralelas. Estos siste-
mas no solamente necesitan mejorar 
el estado actual de los instrumentos 
tradicionales o sistemas ATE listos 
para usar; sino también necesitan la 
capacidad para resolver problemas y 
conectividad que cumpla o supere al 
dispositivo bajo prueba (DUT). Es un 
concepto aterrador si se piensa en el 
ritmo de la innovación. ¿Puede confiar 
en proveedores de instrumentos o sis-
temas ATE para innovar así de rápido?

2. Volver Más Inteligen-
te su Dispositivo Bajo 
Prueba (DUT)

¿Qué hace a un sistema de pruebas 
inteligente? Se necesitan módulos de 
E/S flexibles y definidos por software 
para detectar la conectividad adecua-
da para la sincronización y la escritura 
de datos (ya sea localmente o en la 
nube) y potencia de cómputo para el 
procesamiento de señales donde se 
puede tener mayor beneficio.

El enfoque de NI para pruebas 
automatizadas permite sistemas de 
pruebas más inteligentes. Con una 
plataforma desarrollada desde cero 

para su personalización, ya sea a tra-
vés de la última tecnología comercial 
o a través de su conocimiento en el
tema, usted se convierte en parte de 
un ecosistema vivo y cambiante, que 
ya es responsable de la creación de 
enfoques innovadores para pruebas 
automatizadas en todas las industrias. 
Ninguna otra compañía de tecnología 
de pruebas y medidas invierte más en 
R&D para mejorar la inteligencia de 
su sistema de pruebas. Ningún otro 
proveedor tiene la trayectoria de creci-
miento y el compromiso de colaborar 
con los clientes. Y solamente estamos 
empezando.

Siga leyendo para aprender cómo 
puede desarrollar sistemas de pruebas 
más inteligentes para hacer frente 
a los dispositivos inteligentes con la 
ayuda de una plataforma abierta com-
binada con un ecosistema vibrante.

3. Una Plataforma  De-
sarrollada para Perso-
nalización

Todos los proveedores de tec-
nología hablan sobre plataformas. 
Cuando se tienen grandes equipos 
de ingeniería, un sentido de jerarquía 
y modularidad son cruciales para el 
desarrollo eficiente. Renunciar a un 
enfoque basado en plataforma impli-
ca condenarse a sí mismo a rediseñar, 
generalmente desde cero, cada vez 
que el sistema alcanza un punto de 
ruptura. En épocas anteriores, usted 
pudo haber prolongado lo inevitable 
durante años o incluso décadas, pero 
el ritmo de la innovación de los dis-
positivos inteligentes está volviendo 
la rutina inesperada.

Así que todos los proveedores de 
pruebas y medidas utilizan platafor-
mas de una u otra forma para ofre-
cer a sus usuarios la capacidad de 
sus productos. Pero eso no hace que 
todas las plataformas sean iguales. 
Algunas son únicamente para fines 
de eficiencia en el diseño interno. Si 

Autor: Brett Burger, 
Ingeniero principal de 
marketing, NI

Es un concepto aterrador si se piensa en el ritmo de la innovación. 
¿Puede confiar en proveedores de instrumentos o sistemas ATE para 
innovar así de rápido?

http://www.ni.com/
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un proveedor de osciloscopios puede 
usar la misma tarjeta de circuito de 
cómputo en cada osciloscopio, está 
usando una plataforma común para 
una parte del diseño mientras que 
la velocidad de muestreo, ancho de 
banda o tamaño de pantalla de su 
osciloscopio evoluciona. El cliente no 
ve o interactúa con la “plataforma” 
de cómputo, pero ayuda al proveedor 
a brindar nuevos osciloscopios más 
rápido y existe un beneficio en eso.

En NI, adoptamos un enfoque radi-
calmente diferente a las plataformas. 
Nosotros las creamos para ayudar a 
nuestros usuarios a ser más producti-
vos, algunas veces, incluso a costa de 
nuestra propia eficiencia. Exponemos 
APIs para nuestro software e inter-
faces eléctricas/mecánicas comunes 
para nuestro hardware, así las pie-
zas pueden ser interconectadas en 
cualquier combinación que funcione 
mejor para el usuario. Para seguir la 
analogía de “plataforma” de cómputo 
para un osciloscopio, le brindamos la 
habilidad de especificar qué tipo de 
potencia de cómputo necesita para 
su osciloscopio y actualizarla con el 
tiempo, si es necesario, para seguir 
el ritmo de sus requerimientos de 
procesamiento. Mientras otros pro-
veedores le hacen comprar un nuevo 
osciloscopio, NI le brinda la habilidad 
de optimizar las piezas modulares de 
su instrumentación.

Cada vez más capacidad de hard-
ware está siendo trasladada al domi-
nio de software. Para seguir el ritmo 
de la innovación de su dispositivo 
inteligente, usted necesita extrema 
flexibilidad en el software o en su 

Lo mismo podría decirse sobre el 
iPhone. La promesa de App Store no 
es muy atractiva si usted tiene que es-
cribir todas las aplicaciones usted mis-
mo. Sin embargo, cuando se crea una 
plataforma verdaderamente abierta, 
junto con los APIs claramente defini-
dos y especificaciones de hardware, a 
menudo se desarrolla un ecosistema. 
Eso es lo que convirtió al iPhone en 
la máquina de descarga de billones 
de aplicaciones y es lo que hace a la 
capacidad de NI para pruebas auto-
matizadas, el método más confiable 
para reducir el costo de pruebas.

El ecosistema de NI se conforman 
de varias partes:

Comunidad de Usuario—Exis-
ten cientos de miles de usuarios acti-
vos del software de NI, compuesto de 
LabVIEW, TestStand y LabWindows™/
CVI. Eso no incluye el número de de-
sarrolladores que trabajan con con-
troladores de hardware de NI. Al igual 
que usted, ellos están enfrentando los 
mismos retos con dispositivos inteli-
gentes y comparten sus experiencias 
en nuestras comunidades de usuarios 
en línea y en persona. Si usted trabaja 
en una organización multinacional, 
probablemente ya exista un grupo de 
usuarios de LabVIEW en su empresa. 
Si usted representa a todo el depar-
tamento de pruebas en su pequeño 
negocio, puede beneficiarse con la 
ayuda en línea que ofrecen miles de 
colegas activos. Muchas veces, es-
tos colegas crean código ejemplo o 
algoritmos que son examinados por 
la comunidad y están disponibles a 
través de la Red de Herramientas de 
LabVIEW. La comunidad alcanza un 
orden de magnitud mayor (y más 
rápido) al nuestro, al suyo o al de 
cualquier otro proveedor de pruebas.

Socios e Integradores—Cuan-
do sus recursos o su experiencia en 
el tema son limitados, usted puede 
necesitar ayuda de un experto. Ya sea 
que se trate de una simple consulta o 
de proporcionar un sistema listo para 
usar, la Red NI Alliance Partner cuenta 
con más de 1,000 socios en todo el 
mundo para brindarle ayuda. Muchos 
de ellos tienen amplia experiencia en 
escenarios de pruebas automatizadas 
similares y por su experiencia saben 
cómo diseñar un sistema de pruebas 
automatizadas que puede evolucionar 
con el tiempo.

Soporte de NI—Cuando usted 
necesita una consulta con NI, está 

sistema de pruebas e instrumentación. 
Tomemos, por ejemplo, las nuevas 
técnicas de pre- distorsión digital en la 
tecnología de amplificador de RF. Para 
modelar y probar de manera efectiva 
esos algoritmos, su instrumentación 
necesita ser abierta y modificable a 
través de un software que sea fácil 
de comprender. La propiedad inte-
lectual que permite al instrumento 
probar con éxito un amplificador de 
potencia puede no tener nada que 
ver con el instrumento, pero está claro 
que necesita funcionar de forma óp-
tima con el instrumento. Un enfoque 
basado en plataforma desarrollado 
para personalización no solamente 
hace eso posible sino también fácil de 
lograr con experiencia adecuada en el 
dispositivo inteligente.

4. Un Ecosistema De-
sarrollado en Base a la 
Plataforma

Una vez que usted acepta que es 
necesaria una plataforma personaliza-
da por el usuario para seguir el paso 
de la evolución de los dispositivos 
inteligentes, entonces debe comenzar 
a preocuparse por su propia habilidad 
para personalizarla. En cambio, du-
rante décadas los instrumentos tradi-
cionales han estado proporcionando 
respuestas para medidas comunes y 
algoritmos basados en firmware que 
ofrecían confianza en la validez y la 
trazabilidad de la medida. ¿Cómo 
puede ser proporcionado el mismo 
nivel de confianza por algo que usted 
personalizó? En resumen: un ecosiste-
ma de IP para personalización.

Figura 1. Una plataforma de tecnología más inteligente ofrece a los diseñadores y desarro-
lladores un mejor punto de inicio al reutilizar elementos funcionales y tecnología comercial.

Para un proveedor no basta utilizar una plataforma. Tienen que diseñar 
e invertir en esa plataforma para que el cliente la utilice con la máxima 
flexibilidad. No todo necesita ser 100% fuente abierta - eso puede crear 
diferentes retos de administración - pero debe tener la habilidad de evolu-
cionar más rápido de lo que el proveedor puede administrar.
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disponible nuestro equipo global con 
más de 700 aplicaciones e ingenie-
ros de sistemas. Con experiencia en 
las herramientas de NI y un fuerte 
compromiso con la capacidad de res-
puesta y el éxito del cliente, el equipo 
de soporte de NI se puede contactar 
por teléfono, correo electrónico o en 
persona para ayudarle a desarrollar 
o mejorar su sistema de pruebas y
medidas para seguir el ritmo de los 
cambiantes requerimientos.

Ingenieros de Campo de NI 
—NI tiene una página Web de clase 
mundial para recolección de informa-
ción y compra de equipo de pruebas 
internas. Pero no hemos perdido el 
trato personal y el conocimiento que 
se obtiene cuando usted consulta 
con un ingeniero de campo local y 
un ingeniero de ventas internas sobre 
su compra. Usted obtiene respuestas 
y asesoría de ingenieros que han uti-
lizado los productos, comprenden el 
catalogo e incluso ofrecen roadmap 

e información del ciclo de vida en las 
circunstancias adecuadas.

Hardware y Software de Ter-
ceros—Después  de que las descrip-
ciones de la plataforma abierta son 
públicos (a través de APIs e interfaces 
de hardware soportadas), puede flo-
recer un ecosistema de productos de 
terceros. Esto ha sido así desde hace 
casi 20 años con PXI, un consorcio 
de múltiples proveedores controlado 
por la PXI Systems Alliance (PXISA). 
La variedad de software de terceros 
disponible a través de la Red de Herra-
mientas de LabVIEW también es con-
siderable, con más de tres millones de 
descargas hasta la fecha. Además de 
encontrar IP específico y útil para su 
aplicación, la red es una oportunidad 
para que usted comparta y capitalice 
la inversión que ha realizado en el 
ecosistema de NI.

Servicios de Hardware de 
NI—NI proporciona servicios de 
hardware que le ayudan a alcanzar 
menores costos totales de propiedad 
durante la vida útil de su sistema. Los 
servicios de hardware de NI incluyen 
reparación, reemplazo y refacciones 
regionales, configuración del siste-
ma y ensamble y múltiples niveles de 
calibración en sitio o con envío a NI. 
Después de enviar más de 150,000 
sistemas PXI, el concepto de calibrar 
y reparar instrumentos modulares es 
una habilidad básica que NI y otros 
proveedores certificados pueden llevar 
a cabo.

5. Alterar el Statu Quo
en Pruebas de Semicon-
ductores

En 2014, introdujimos un sistema 
listo para la producción, más inteli-
gente para la caracterización de RF 
y de señal mixta y pruebas de pro-
ducción llamado Sistema de Prue-
bas de Semiconductores (STS) (http://
www.ni.com/sts). Con la arquitectura 
abierta, modular del STS, usted puede 
tener acceso instrumentación PXI de 
vanguardia, a diferencia del sistema 
ATE tradicional con su arquitectura 
cerrada. 

Esto es particularmente importante 
para pruebas de RF y de señal mixta, 
ya que los requerimientos de las últi-
mas tecnologías de semiconductores 
por lo general superan la cobertura 
que ofrece el sistema ATE tradicional. 
Impulsado por el Módulo TestStand 

Semiconductor, una versión espe-
cializada del software de análisis de 
datos y de administración de pruebas 
TestStand, estándar en la industria y 
el software de desarrollo de sistemas 
LabVIEW, el STS se vende con un ex-
tenso conjunto de características para 
entornos de producción de semicon-
ductores, incluyendo una interfaz de 
operador personalizada, integración 
de manipulador/probador, progra-
mación enfocada en el dispositivo con 
mapeo de pines-canales, reportes en 
formato estándar de datos de pruebas 
y soporte integrado de múltiples sitios. 
Con estas características, usted puede 
desarrollar, depurar y desplegar pro-
gramas de pruebas rápidamente, lo 
cual acorta el tiempo total para llegar 
al mercado. Además, con el cabezal 
de prueba completamente cerrado 
que no ocupa espacio, la integración 
con soluciones Optimal+ de análisis 
de grandes datos en tiempo real e 
interfaz estándar y mecánica de co-
nexión de Reid Ashman y otros, el STS 
se vende listo para integrarse en una 
celda de pruebas de producción de 
semiconductores.

Cirrus Logic seleccionó el STS para 
pruebas de producción de alto volu-
men de sus productos Audio-CODEC 
que impulsan dispositivos del IoT. Du-
rante una evaluación comparando 
sistemas de prueba, el STS venció al 
sistema ATE cerrado en todos los as-
pectos: velocidad, cobertura de prue-
bas y precio. 

En base a los resultados, Cirrus 
Logic pretende probar más produc-
tos con el STS. “[El] STS fue ~30% 
más rápido. Además cumplió con 
todos los requerimientos operativos 
que tenemos, incluyendo el costo. 
Al final, lo que concluimos fue que 
para Cirrus comprar [el] STS fue más 
barato que rentar un sistema ATE 
tradicional“, dijo John Cooke, director 
de producto y pruebas de ingeniería 
de Cirrus Logic.

6. Alterar el Statu Quo
en Pruebas de Inalám-
bricos

Después de validar la funcionali-
dad de un chip de semiconductor, el 
siguiente paso en la cadena de valores 
de pruebas automatizadas es realizar 
pruebas a nivel de dispositivo y de 
tarjeta de los dispositivos de consumo. 
Al igual que añadimos una cubierta 

Figura 2. La capacidad del ecosistema de NI compensa cualquiera de los 
riesgos relacionados con el manejo de las complejidades del desarrollo 
del sistema de pruebas en una plataforma abierta.

Figura 3. El Sistema de Pruebas de Semiconductores (STS).

http://www.ni.com/sts
http://www.ni.com/sts
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robusta, conectividad y software espe-
cífico de aplicación para PXI para crear 
el STS, hicimos mismo para la prue-
ba de dispositivos inalámbricos con 
el Sistema de Pruebas Inalámbricas 
(WTS) (http://www.ni.com/wts) que se 
introdujo en el 2015. El WTS combina 
los últimos avances en PXI, LabVIEW y 
TestStand para ofrecer un solo sistema 
para pruebas de múltiples estándares, 
puertos y DUT de puntos de acceso 
WLAN, auriculares celulares, sistemas 
de información y entretenimiento y 
otros dispositivos del IoT de múltiples 
estándares que incluyen conectividad 
inalámbrica, celular y estándares de 
navegación.

El WTS combina el transceptor vec-
torial de señales (VST) (http://www.
ni.com/vst/) PXI de NI y tecnologías 
de procesamiento multinúcleo para 
ofrecer velocidades de pruebas líde-
res en la industria. Con medidas más 
rápidas, los usuarios reducen el costo 
de las pruebas de manufactura para 
dispositivos inalámbricos. 

En cuanto al software, el Módulo 
de Pruebas de Inalámbricos basado 
en TestStand ofrece secuencias de 
pruebas listas para ejecutarse para 
dispositivos de fabricantes de chip-
sets inalámbricos como Qualcomm y 
Broadcom y la interfaz SCPI permite la 
automatización remota por Ethernet y 
fácil integración en líneas de produc-
ción existentes.

Con estas características, los usua-
rios están viendo considerables au-
mentos en la eficiencia de su equipo 
de pruebas, además de reducir sus 
costos de pruebas. HARMAN seleccio-
nó el WTS para probar su dispositivo 
eCall y NOFFZ socio platinum de NI 
Alliance Partner para integrar el WTS 

directamente en su línea de produc-
ción. “Probamos varias tecnologías 
inalámbricas que van desde Bluetooth 
a Wi-Fi hasta GPS y celular, todas con 
el mismo equipo, utilizando el Siste-
ma de Pruebas Inalámbricas (WTS)“ 
dijo Markus Krauss de HARMAN/Bec-
ker Automotive Systems GmbH. “El 
WTS y la experiencia en ingeniería de 
pruebas de RF de NOFFZ nos ayudó a 
reducir significativamente el tiempo 
de pruebas y el tiempo que nos tomó 
poner nuestros sistemas de pruebas 
en funcionamiento”.

7. Resumen

A medida que los equipos que 
usted tiene que probar se vuelven 
más inteligentes, usted se hace una 
pregunta: ¿Puedo confiar en el fabri-
cante de mi instrumento para innovar 
lo suficientemente rápido para las 
necesidades de mi negocio? O tal 
vez, lo más importante, ¿vale la pena 
poner en riesgo su empresa para ave-
riguarlo?

Ya sea que usted vaya a comprar 
o a desarrollar su próximo sistema de
pruebas, usted necesita un enfoque 
más inteligente para realizar pruebas. 

La combinación de NI de una platafor-
ma abierta y un extenso ecosistema, 
le brinda la habilidad de confiar en 
usted mismo para probar dispositivos 
inteligentes. ¿No nos cree? Conozca 
el impacto de negocio de nuestro en-
foque en las industrias y aplicaciones. 
Únase al Consejo Directivo de Pruebas 
de NI (http://www.ni.com/testcoun-
cil/), donde usted puede interactuar 
con líderes de negocios y tecnología 
que trabajan duro para reducir su 
costo de pruebas y el tiempo para 
llegar al mercado. O, hable con un 
ingeniero de ventas local sobre cómo 
este enfoque puede funcionar para su 
compañía. Simplemente no se demo-
re, a cada minuto su DUT es cada vez 
más inteligente.

8. Aprenda Más

Aprenda sobre la plataforma de NI 
para pruebas automatizadas (http://
www.ni.com/automatedtest) de PXI, 
LabVIEW y TestStand.

Vea cómo el Sistema de Pruebas de 
Semiconductores (STS) (http://www.
ni.com/sts) reduce el costo de su prue-
bas de semiconductores.

Vea cómo el Sistema de Pruebas 
Inalámbricas (WTS) (http://www.
ni.com/wts) reduce el costo de su 
pruebas de inalámbricos. 

“Los sistemas ATE tradicionales 
requieren rediseño más costoso en 
la planta de producción conforme los 
sistemas de pruebas se vuelven ob-
soletos o incapaces de cumplir con 
los nuevos requerimientos, pero la 
naturaleza abierta de la arquitectura 
PXI del STS nos ayuda a conservar 

nuestra inversión original y aprovecharla, en lugar de desecharla. Nos brinda 
la flexibilidad para reconfigurar y crecer nuestras plataformas de pruebas 
en paralelo con nuestras crecientes necesidades de rendimiento.”

- Gleen E. Peer, Integrated Device Technology Inc.

Figura 4. El Sistema de Pruebas Inalámbricas (WTS)

“El WTS nos permite reducir nues-
tros costos de pruebas por más 
del 25%. Logramos probar cuatro 
dispositivos en paralelo, con tres 
puertos de antena cada uno, usando 
varias tecnologías ina lámbricas y 
todo con el mismo equipo.”

- Enrique Gutierrez, Peiker Acustic GmbH & Co. KG

http://www.ni.com/wts
http://www.ni.com/vst/
http://www.ni.com/vst/
http://www.ni.com/testcouncil/
http://www.ni.com/testcouncil/
http://www.ni.com/automatedtest
http://www.ni.com/automatedtest
http://www.ni.com/sts
http://www.ni.com/sts
http://www.ni.com/wts
http://www.ni.com/wts
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Streaming de Alta Velocidad en las co-
municaciones digitales en el espacio

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

Construcción de un banco de test 
que permita verificar y validar las co-
municaciones digitales de alta velo-
cidad, generadas y recibidas por los 
principales módulos que componen 
el sistema de comunicación digital 
de los Satélites MTG (Meteosat Third 
Generation)

La Solución

Utilizar un sistema PXI de alto ren-
dimiento junto con unos módulos que 

permiten un gran ancho de banda de 
comunicación entre ellos, y un sistema 
de adquisición y generación de datos, 
dotado de capacidad de Streaming. 
Desarrollo de un programa en Lab-
VIEW para el manejo del banco de test

Artículo

El departamento de Special Test 
Equipments de EIIT, con más de 25 
años de experiencia desarrollando 
sistema de test para productos elec-
trónicos, y proyectos de I+D, se ha 
propuesto el diseño y fabricación de 
un banco de test que lleve a cabo la 
validación de los sistemas de comu-
nicación digitales de alta velocidad 
que serán embarcados en los Satélites 
MTG, y que por lo tanto necesitan 
de un control de diseño y calidad ex-
cepcionalmente exigentes. El objetivo 
principal de los bancos de test será por 
tanto, establecer un entorno adecuado 
para las pruebas HIL (Hardware In the 
Loop) de estos sistemas.

Debido a la confidencialidad del 
proyecto no se hará mención a ele-
mentos específicos del sistema ni a su 
funcionalidad, pero se pretende expli-
car la problemática y la solución desde 
puntos de vista generales, de forma 
que cualquier lector pueda hacerse una 
idea de la casuística, funcionamiento y 
esfuerzos invertidos.

Los productos que se pretenden 
testear y validar, forman parte de un 
sistema de comunicaciones digitales de 
alta velocidad y deben ser sometidos a 
transferencias de datos de varios Giga 

Bytes (1GB/3s), pudiendo almacenar 
archivos de cientos de GB. Teniendo 
en cuenta que el sistema debe cer-
tificar una tasa de transferencia de 
192MB/s•canal, tanto la transmisión 
como la velocidad de almacenamiento 
a estas velocidades resulta un desafío 
teniendo en cuenta que un bus PCI 
conectado directamente a una placa 
base de cualquier ordenador presenta 
una tasa de transferencia máxima de 
133MB/s.

Debido a las altas velocidades de 
comunicación, el banco de test deberá 
ser capaz de gestionar una elevada 
cantidad de información, realizando 
tareas de procesado on-line, así como 
operaciones continuas de acceso a 
fichero para la escritura/lectura de 
los datos, todo esto sin ralentizar los 
procesos principales de generación/
adquisición. 

Todo este proceso deberá ser go-
bernado por un entorno software es-
pecífico capaz de controlar y supervisar 
cada uno de los diferentes procesos, así 
como de presentar al usuario toda la 
información necesaria en pantalla y ge-
nerar de los reportes de test necesarios.

Para ser capaces de alcanzar estos 
niveles de exigencia en cuanto a ve-
locidad de transmisión, recepción y 
manejo de datos, se ha requerido de 
la utilización de un sistema NI-PXI com-
puesto por: NI PXIe – 1071, Controla-
dor NI PXIe – 8133, NI PXIe – 6545, NI 
PXI – 6509, NI PXI – 8262 + NI HDD 
– 8264, Diseño/fabricación de PCBs
especificas para la gestión de señales 
digitales de alta velocidad y LabVIEW

Autores: Miguel Navas 
Sánchez - EIIT

“Gracias a la tecnología de National Instruments y al extenso 
conocimiento que poseen nuestros ingenieros de la misma, se ha 
podido desarrollar este sistema de test ahorrando tiempo en las 
etapas de diseño y pruebas en cuanto al diseño del hardware y la 
comunicación del sistema, proporcionando a nuestros ingenieros 
más tiempo para el diseño y mejora de los prototipos necesarios 
para conectar con el producto”

- Miguel Navas Sánchez, EIIT 

Distribución del banco de prueba para el VCU.

http://www.ni.com/
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El NI-PXI1071 se trata de un chasis 
de alto rendimiento que posee tres ra-
nuras PCIe capaz de soportar un ancho 
de banda de hasta 3GB/s. Mediante el 
módulo NI PXI – 6545 somos capaces 
de obtener tasas de comunicación de 
660MB/s en adquisición y 400MB/s 
para la generación de señales digitales 
gracias a la memoria interna de la tar-
jeta y la capacidad de Streaming de la 
que este hardware de NI está dotado.

Utilizando los buses de comuni-
cación del chasis somos capaces de 
establecer una comunicación con la 
PXI – 8262 que hace de interface con 
los discos duros NI HDD – 8264. Este 
hardware de NI nos proporciona 12 
discos duros con una capacidad de 
250GB cada uno, con una capacidad 
total de almacenamiento de 3 TB, y 
una velocidad de lectura y de escritura 
de hasta 600MB/s sostenible hasta 
los 2TB.

Junto a estas dos tarjetas, hemos 
dotado al sistema de una PXI – 6509 
para el manejo de ciertas señales de 
control necesarias para realizar los 
test requeridos. Todo este sistema de 
comunicación y control queda gober-
nado finalmente con el controlador NI 
PXI – 8133, en el que se cuenta con un 
sistema Windows para la comodidad 
del usuario y el software de control 
desarrollado en LabVIEW.

Descripción del funcio-
namiento del equipo

El equipo final, consta de dos ban-
cos de test diferentes:
1. El primero de ellos llamado “Recep-

tor”, se encarga de la recepción, 
procesado y posterior almacena-
miento de los datos y su objetivo 
es validar la funcionalidad de los 
sistemas de generación de datos 
del satélite.

2. El segundo, llamado “Transmisor”,
se encarga de recuperar la infor-
mación localizada en los sistemas 
de almacenamiento y enviarla a 
los sistemas de recepción de datos 
del satélite, con el fin de validar su 
funcionalidad.

El banco de test del “Receptor”, 
deberá ser capaz de acoplarse a 4 sis-
temas diferentes de generación de 
datos del satélite, con el fin de testear 
y validad la funcionalidad de cada uno 
de ellos, así como verificar las tasas 
de transferencia y los posibles erro-

este sistema de test ahorrando tiempo 
en las etapas de diseño y pruebas en 
cuanto al diseño del hardware y la 
comunicación del sistema, propor-
cionando a nuestros ingenieros más 
tiempo para el diseño y mejora de los 
prototipos necesarios para conectar 
con el producto.

La perfecta integración de las tar-
jetas con el entorno de desarrollo de 
software, así como el diseño del con-
trol del sistema mediante las señales di-
gitales hacia los elementos del equipo 
que únicamente requieren de señales 
estáticas de control, ha reducido signi-
ficativamente el tiempo de desarrollo 
software adelantándonos a la agenda 
establecida por nuestro cliente.  

res que pueden producirse durante la 
comunicación. Por tanto, el banco de 
test estará formado principalmente 
por 4 entradas de datos que serán 
multiplexadas a un único sistema de 
adquisición.

El caso del “Transmisor” es simi-
lar, pero en este caso el banco estará 
formado por un único sistema de ge-
neración cuya información será multi-
plexada a cuatro salidas de datos que 
estarán acopladas a 4 sistemas diferen-
tes de adquisición de datos del satélite.

El acoplamiento de ambos bancos 
de test con los sistemas del satélite co-
rrespondientes, se realizará por medio 
de cables especiales cuyas longitudes 
variarán entre los 4 y los 8m. Debido a 
estas longitudes y a las altas velocida-
des, la PCB ha sido diseñada para evitar 
distorsiones, ruidos e interferencias en 
las señales transmitidas, así como para 
evitar problemas de jitter en las señales 
de reloj, siendo este del orden de pocos 
picosegundos.

La comunicación con el sistema de 
test se puede realizar de forma local, o 
como exige el cliente, que sea accesible 
a través de protocolo TCP/IP.

Conclusión

Gracias a la tecnología de National 
Instruments y al extenso conocimiento 
que poseen nuestros ingenieros de 
la misma, se ha podido desarrollar 

PCB para la comunicación con el sistema VCU

PCB para la comunicación con el sistema VCU
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Medida de corrientes de fuga. 
Conceptos básicos

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

En cualquier instalación eléctrica, por el conductor de protección circula cierta co-
rriente a tierra. Esta corriente se denomina normalmente corriente de fuga. Estas 
fugas de corriente se producen normalmente a través del aislamiento que rodea a los 
conductores y por  los filtros que protegen los equipos electrónicos tanto en oficinas 
como en el propio hogar. ¿Cuál es el problema? En los circuitos protegidos por un 
DCR (Dispositivo de Corriente Residual), la corriente de fuga puede disparar estas 
protecciones diferenciales de forma intermitente e innecesaria. En casos extremos, 
puede provocar una tensión elevada en los elementos y partes conductoras accesibles.

Las causas de las co-
rrientes de fuga

El aislamiento, a nivel eléctrico, 
presenta ciertas características de 
resistencia y capacidad, y en con-
secuencia pueden circular corrien-
tes a su través por ambos motivos. 
Dado que el valor de resistividad 
del aislamiento es elevado, la fuga 
de corriente debería ser mínima. 
Sin embargo, si el aislamiento ha 
envejecido o está dañado, su resis-
tencia es menor y puede fluir una 

corriente significativa. Además, 
los conductores más largos tienen 
mayor capacidad, lo que se tradu-
ce en una mayor corriente de fuga.

Los equipos electrónicos, por su 
parte, incorporan filtros diseñados 
para proteger contra sobretensio-
nes y otras perturbaciones eléc-
tricas. Estos filtros normalmente 
incorporan condensadores en la 
entrada, los cuales añaden más 
capacidad a la propia del sistema 
de distribución, favoreciendo de 
esta forma el incremento de las 
corrientes de fuga.

Soluciones para mini-
mizar los efectos de 
las corrientes de fuga

La  p regunta  es :  ¿cómo se 
pueden eliminar o minimizar los 
efectos de las corrientes de fuga? 
Cuantifique la corriente de fuga y 
luego identifique el origen de la 
misma. Uno de los métodos para 
hacerlo es mediante una pinza 
amperimétrica para medida de co-
rrientes de fuga. Este instrumento, 
de apariencia muy similar a una  
pinza amperimétrica para medida  
de corrientes de carga, proporcio-
na una alta precisión a la hora de 
medir corrientes pequeñas, infe-
riores a 5 mA. 

La mayoría de las pinzas ampe-
rimétricas simplemente no regis-
tran corrientes tan pequeñas.

Una vez colocada la mordaza 
de la pinza amperimétrica alre-

dedor del conductor, el valor de 
corriente que mide dependerá de 
la intensidad del campo electro-
magnético alterno que rodea a los 
conductores. 

Para medir de forma precisa 
corrientes pequeñas, es esencial 
que los extremos de la morda-
za no presenten ningún daño o 
deformación, que se mantengan 
limpios y ajusten perfectamente 
cundo se cierre la mordaza. Pro-
cure no doblar la mordaza de la 
pinza amperimétrica ya que esta 
situación puede dar lugar a medi-
das incorrectas.

La pinza amperimétrica detecta 
el campo magnético que rodea los 
conductores, por ejemplo, un ca-
ble individual, un cable blindado, 
una tubería de agua, etc.; o el par 
de cables, fase y neutro, de una 
instalación monofásica; o todos los 
conductores activos (3 ó 4 hilos) 
en una instalación trifásica (como 
en un diferencial o DCR trifásico).

Cuando se mide en varios con-
ductores activos agrupados, los 
campos magnéticos producidos 
por las corrientes de carga de 
cada conductor se anulan unos 
con otros. 

Cualquier desequilibrio o dife-
rencia de corriente es consecuencia 
de las fugas que se producen por 
los conductores a tierra u otros 
caminos alternativos. Para medir 
esta corriente, una pinza amperi-
métrica de corriente de fuga debe-
ría ser capaz de medir corrientes 

http://www.fluke.es/
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Figura 1. inferiores a 0,1 mA. Por ejemplo, 
si medimos en un circuito de 230 
V CA, con todas las cargas desco-
nectadas, se puede obtener como 
resultado un valor de fuga de 0,02 
mA (20 µA). Este valor representa 
una impedancia de aislamiento de:

230 V / (20 x 10-6) = 11,5 MΩ. 
(Ley de Ohm R=V/I)

Si se lleva a cabo una prueba 
de aislamiento en un circuito des-
conectado, el resultado estará en 
torno a los 50 MΩ o superior.

Esto se debe a que el compro-
bador de aislamiento utiliza ten-
sión  CC para la comprobación, 
situación que no tiene en cuenta 
los efectos capacitivos en la insta-
lación. Sin embargo, el valor real 
de la impedancia de aislamiento 
sería el valor actual  que se mediría 
en condiciones de funcionamiento 
normales.

Si se midiese el mismo circuito 
cargado con los equipos de una 
oficina (ordenadores, monitores, 
fotocopiadoras, etc.), el resultado 
sería bastante diferente, debido a 
la capacidad de los filtros de entra-
da de estos dispositivos. 

El efecto es acumulativo, cuan-
tos más equipos estén conecta-
dos a la instalación, mayor será la 
corriente total de fuga pudiendo 
estar en el orden de los miliampe-
rios. Si se añaden nuevos  equipos  
a un circuito protegido por un DCR 
o diferencial, podría producirse, en
un momento determinado, el dis-
paro de dicha  protección. Como 
la cantidad de corriente de fuga 
varía dependiendo del estado de 
funcionamiento de los sistemas, 
los diferenciales o DCR podrían dis-
pararse de forma aleatoria, siendo 
este tipo de problemas, uno de los 
más difíciles de diagnosticar.

Una pinza amperimétrica de-
tectará y medirá una amplia gama 

el neutro está disponible, la pinza 
debe abrazarlo también junto con 
el resto de los conductores de fase. 
El valor medido reflejará cualquier 
corriente que fluya a tierra. (Véase 
la figura 2).

Medida de la corriente 
de fuga a través del 
conductor de tierra

Para medir la corriente de fuga 
total que fluye por una toma de 
tierra concreta, coloque la pinza 
alrededor del conductor de tierra. 
(Véase la figura 3).

de corrientes alternas o variables 
que pasen por el conductor que se 
está comprobando. Cuando exis-
tan  equipo de telecomunicacio-
nes, el valor de la fuga indicado 
por la pinza amperimétrica puede 
ser considerablemente superior 
al resultante como consecuencia 
de la impedancia de aislamiento 
a 50 Hz. 

wEsto se debe a que los equipos 
de telecomunicaciones normal-
mente incorporan filtros que pro-
ducen corrientes funcionales a tie-
rra y otros equipos que producen 
armónicos, etc. La fuga caracterís-
tica a 50 Hz sólo se puede medir 
usando una pinza amperimétrica 
que incorpore un filtro pasa banda 
de ancho reducido, para de esta 
forma eliminar  corrientes a otras 
frecuencias.

Medida de la corriente 
de fuga a tierra

Cuando las cargas están conec-
tadas, la corriente de fuga medida 
incluye también a las corrientes de 
fuga en los propios equipos conec-
tados. Si la corriente de fuga es 
aceptablemente baja con la carga 
conectada, la corriente de fuga del 
cableado de la instalación será to-
davía más baja. Si se precisa medir 
solamente la corriente de fuga del 
cableado de la instalación, desco-
necte la carga.

Compruebe los circuitos 
monofásicos pinzando simultá-
neamente los conductores de fase 
y neutro. El valor medio reflejará 
cualquier corriente que fluya a tie-
rra (Véase la figura 1).

Compruebe los circuitos 
trifásicos rodeando con la pinza 
todos los conductores trifásicos. Si 

Figura 2. 

Figura 3.
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Medida de la corriente 
de fuga a tierra a tra-
vés de rutas a tierra 
involuntarias.

Si se abrazan juntos fase/neu-
tro/ tierra, se podrá identificar la 
corriente de fuga en la toma o 
en el cuadro eléctrico a través de 
rutas a tierra involuntarias (como 
por ejemplo en un cuadro eléctrico 
metálico asentado sobre una base 
de hormigón). Si existen otras co-
nexiones eléctricas a tierra (como 
una conexión a una tubería de 
agua), se puede detectar corrientes 
similares. (Véase la figura 4).

Rastreo del origen de 
la corriente de agua

La realización de una serie de 
medidas puede identificar las di-
ferentes corrientes de fuga y su 
origen. 

La primera medida puede to-
marse en los conductores de aco-
metida del cuadro. A continuación 

se realizan las medidas 2, 3, 4 y 5 
para identificar las corrientes de 
fuga de los diferentes circuitos. 
(Véase la figura 5).

Resumen

La corriente de fuga puede ser 
un indicador de la eficacia del 
aislamiento de los conductores. 
Pueden existir altos niveles de co-
rriente de fuga en circuitos donde 
se usan equipos electrónicos con 
filtros, las cuales, a su vez, pueden 

provocar tensiones que pertur-
ben el funcionamiento normal de 
los equipos. Es posible localizar el 
origen de las corrientes de fuga 
utilizando una pinza de corriente 
de fugas, la cual nos permite medir 
corrientes muy pequeñas. Para ello 
deberemos realizar una serie de 
medias siguiendo el procedimiento 
descrito  anteriormente.

Si fuera necesario, esto le per-
mitirá redistribuir las cargas en la 
instalación de forma más equili-
brada. 

Las nuevas Pinzas de corriente de fuga Fluke 368 FC y 369 FC redu-
cen los tiempos de inactividad ya que no precisan desconectar los 
equipos

Tome mediciones precisas de fuga de corriente sin desconectar los equipos 

e interrumpir la producción 

La corriente de fuga puede provocar tiempos de inactividad innecesarios y 

la activación intermitente de GFCI y RCD en los circuitos. Por eso, cuantificarlos 

es una parte importante de cualquier programa de mantenimiento preven-

tivo. Las nuevas Pinzas de corriente de fuga Fluke® 368 FC y 369 FC permiten 

a los electricistas identificar, documentar, registrar y comparar las lecturas de 

corriente de fuga a lo largo del tiempo para prevenir los problemas antes de 

que ocurran sin tener que desconectar equipos críticos.

Estas pinzas de alta resistencia cuentan con mordazas de gran diámetro 

(40 mm en el caso del 368 FC, 61 mm en el caso de 369 FC) para adaptarse 

a conductores de mayores dimensiones. Las mordazas están completamen-

te apantalladas y se han diseñado para capturar con precisión fugas muy 

pequeñas de corriente (de tan solo 10 μA) y reducir las interferencias electro-

magnéticas externas. Estas pinzas de verdadero valor eficaz se han diseñado 

para medir señales complejas con precisión, con una resolución máxima de 1 

μA y un rango de medición superior de 60 amperios.

Los 368 FC y 369 FC forman parte del sistema Fluke Connect®, un sistema de 

instrumentos de prueba inalámbricos que se comunica a través de la aplica-

ción Fluke Connect o del software Fluke Connect Assets, una solución basada 

en la nube que recopila medidas para ofrecer una panorámica completa del 

estado de equipos críticos. Este sistema permite a los técnicos guardar y com-

partir en tiempo real tanto imágenes termográficas como medidas eléctricas 

a través de sus smartphones o tablets, y subirlas automáticamente a la nube. 

Los informes se pueden crear y compartir directamente desde el emplaza-

miento a través de correo electrónico. Fluke Connect también permite a los 

usuarios colaborar en tiempo real con otros miembros del equipo mediante las 

videollamadas ShareLive™, lo que aumenta la productividad sobre el terreno.*

Las pinzas de categoría de seguridad CAT III 600 V cuentan con una luz de 

trabajo delantera que permite usar el equipo en armarios con poca ilumina-

ción; además, la pantalla retroiluminada tiene características de apagado y 

desconexión automáticas para aumentar la vida útil de la batería.

Si desea más información acerca de la pinza de corriente de fuga Fluke 

368 FC y 369 FC, visite: www.fluke.es/368fc. 

Figura 4.

Figura 5.

Manteniendo su 
mundo en marcha
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Materializar sistemas de RF para 5G y 
el IoT con componentes disponibles en 
el mercado

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Diseñar y producir sistemas de RF 
para aplicaciones de quinta genera-
ción (5G) y el Internet de las cosas 
(IoT), con el fin de conseguir las me-
jores prestaciones al menor coste y 
en los plazos más breves, conlleva 
una gran presión para los ingenie-
ros encargados de esta tarea. Este 
artículo explica cómo se puede rea-
lizar el proceso de manera eficiente 
mediante una simulación precisa de 
sistemas de RF con componentes 
disponibles en el mercado y una 
rápida síntesis de adaptación de im-
pedancias multifase en un diseño de 
circuito impreso.

5G no significa 5 GHz. 5G es 
la futura red móvil inalámbrica de 
quinta generación, que opera des-
de 24 GHz hasta 95 GHz. Promete 
conexiones inalámbricas de altísima 
velocidad de datos como la trans-
misión de televisión de definición 
ultraalta 4k/8k. El Internet de las 
cosas (IoT) es otra aplicación de la 
tecnología inalámbrica en rápido 
crecimiento. El IoT es la conexión 
de todas las cosas que nos rodean, 
desde objetos personales hasta sen-
sores industriales y el seguimiento de 
mercancías en todo el mundo. 

Se prevé que para 2020 estén 
funcionando más de 50.000 millo-
nes de objetos de IoT. Esto significa 
un enorme trabajo y muchísima pre-
sión para que los ingenieros de mi-
croondas y RF diseñen y produzcan 
productos 5G y del IoT rápidamente 
para competir por una cuota del 
mercado.

Simulación de sistemas 
de RF de 28 GHz para 
5G

Diseñar y producir sistemas de 
RF para operar a 24 GHz o más es 
difícil debido a los parásitos de las 
interconexiones, los componentes 
periféricos pasivos y de polariza-
ción, y la ausencia de modelos de 
simulación para los componentes 
de sistemas disponibles. Calcular con 

hojas de cálculo y luego extrapolar 
los cálculos al hardware real es muy 
costoso en términos de tiempo, ins-
trumentación y el esfuerzo para cada 
iteración resultante.

Ahora se puede adoptar un en-
foque más eficiente en el diseño, el 
prototipado y la materialización de 
los sistemas de RF en un paso, tal 
como se comprueba en el ejemplo a 
continuación. La Figura 1 muestra el 
diagrama de bloques de un sistema 
5G con una entrada de RF de 28 GHz 
y dos LO de conversión de bajada a 
22 GHz y 7 GHz a una FI de 1 GHz. 
El diagrama de bloques se simula 
en el simulador de sistemas Genesys 
Spectrasys de Keysight con bloques 
de sistema modelados como:
• Parámetros X para datos de cir-

cuito no lineales
• Parámetro Sys para datos de com-

portamiento de la hoja de datos 
del sistema con dependencia de 
la frecuencia, la polarización y la 
temperatura

• Parámetros S para datos de cir-
cuito lineales

• Modelos basados en ecuación del
comportamiento

La tecnología de simulación de 
sistemas de RF ha avanzado mucho 
desde el uso de hojas de cálculo. Las 
mejoras en la precisión y las capaci-

dades de diagnóstico son notables. 
Un ejemplo de estas mejoras sería 
identificar la ecuación de origen y 
frecuencia de los componentes de 
la intermodulación no lineal y qué 
bloques del sistema y sus especifi-
caciones en el conjunto del sistema 
contribuyen a una degradación de 
las prestaciones, como la magni-
tud del vector de error (EVM), BER y 
ACPR bajo estímulos de RF modula-
dos digitalmente.

La Figura 2 muestra el análisis de 
tolerancia de errores EVM respecto 
a la gama de componentes del siste-
ma, que identifica instantáneamente 
los principales contribuidores a la 
degradación del EVM, como el ruido 
de fase de los LO y la linealidad del 
mezclador y los amplificadores. Al 
hacer clic en los componentes res-
ponsables, se muestran las especifi-
caciones que resultan perjudiciales y 
que hay que ajustar para mejorar las 
prestaciones del sistema. Esto permi-
te seleccionar correctamente entre el 
conjunto de componentes del siste-
ma sin utilizar especificaciones más 
altas o más bajas de lo necesario, 
con lo que se obtienen las mejores 
prestaciones al mínimo coste.

Indicar las especificaciones de 
comportamiento durante el diseño 
para luego intentar encontrar com-
ponentes reales que tengan esas 

Figura 1. Sistema receptor de RF de 28 GHz de 5G con conversión de bajada doble a FI de 1 
GHz. Simulado con el simulador de sistemas de RF Genesys de Keysight

Autor: How-Siang Yap 
- Keysight Technolo-
gies, Inc.

http://www.keysight.com/
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especificaciones durante la mate-
rialización es un enfoque habitual 
pero ineficiente que genera inevita-
blemente múltiples iteraciones. En 
la simulación de sistemas de RF se 
pueden usar directamente paráme-
tros Sys que representan hojas de 
datos simulables de componentes 
reales disponibles en el mercado o 
parámetros X de componentes no 
lineales medidos, de modo que, una 
vez completado el diseño, también 
se haya especificado y verificado que 
esos componentes funcionan en la 
cadena del sistema. El sistema ya 
está listo para su implementación 
de hardware. 

Materialización de sis-
temas para 5G con 
componentes disponi-
bles en el mercado

En la materialización del siste-
ma receptor de RF de 28 GHz para 
5G mostrado en la Figura 3 se uti-
lizaron componentes disponibles 
en el mercado de fabricantes como 
Mini-circuits, Analog Devices, Qor-
vo, Marki y Avago implementados 
en fichas modulares por microon-
das X. Cada ficha modular, llamada 
bloque X, incluye todos los com-
ponentes periféricos pasivos y de 
polarización del dispositivo activo 
como los LO, los mezcladores y los 
amplificadores. Están caracterizados 
por parámetros X o parámetros Sys 
medidos en sus planos de referencia 
de interconexión coplanar para la 
simulación con el fin de modelar con 
precisión cómo se van a utilizar en 
el hardware del sistema real. Están 
conectados mediante un laminado 
coplanar invertido que ocupa la pe-

queña separación entre los bloques 
X y que se sostiene por compresión, 
sin soldaduras, para funcionar con 
fiabilidad hasta 67 GHz. Los lanza-
dores de prueba de 1,9 mm también 
están sostenidos por compresión, de 
modo que los bloques X se puedan 
reutilizar sin peligro. Una vez finali-
zado el prototipo, el mismo diseño 
integrado se puede usar directa-
mente para la producción, ya que 
todo está construido con el mismo 
material laminado.

Cuando se midió el sistema, sor-
prendió lo cerca que estuvo del re-
sultado simulado, como se muestra 
en la Figura 4, quedando dentro 
del margen de error del analizador 
vectorial de señales.

Diseño para el Internet 
de las cosas

Están surgiendo numerosos es-
tándares para radios de IoT basados 
en una serie de frecuencias de cober-
tura, de ancho de banda de datos 
y de funcionamiento. Las frecuen-
cias del IoT pueden dividirse, grosso 
modo, en 2 categorías: inferiores a 1 
GHz y superiores, a saber, alrededor 
de las bandas ISM (industrial, cien-
tífica y médica) de entre 2,4 GHz y 
5,8 GHz. Desde la perspectiva del 

diseño de enlaces de radio físicos 
del IoT que funcionan a estas ban-
das de frecuencia, debe prestarse 
especial atención a la adaptación 
de impedancias entre el chip del IoT 
y la antena. Para rangos más largos, 
pueden insertarse amplificadores 
entre el chip y la antena. 

Lo ideal es que la red de adapta-
ción de impedancias sea compacta y 
económica de construir. La adapta-
ción de impedancias multifase en un 
ancho de banda amplio (30% o más) 
a impedancias complejas depen-
dientes de la frecuencia como una 
antena, los parámetros S medidos 
de un chip del IoT, o un amplificador 
de transistor discreto no unilateral 
e inestable resultan muy difíciles y 
tediosos cuando se usan las tradi-
cionales tablas de Smith o técnicas 
empíricas de banco de trabajo. 

Un enfoque más eficiente y ópti-
mo consiste en usar síntesis de adap-
tación de impedancias automática, 
que emplea varios algoritmos, desde 
sencillas secciones L hasta la técnica 
de frecuencia real, para abordar los 
problemas de adaptación de impe-

Figura 4. EVM medida respect a la simulada con diferente potencia de RF de entrada. Exce-
lente correlación con la incertidumbre de medida integrada de los instrumentos de prueba.

Figura 2. El innovador análisis de tolerancia de la magnitud del vector de error diagnostica 
qué componentes de la gama del sistema de RF provocan degradación en las señales de RF 
moduladas digitalmente en la ruta del sistema para prevenir costosas iteraciones de proto-
tipos de hardware.

Figura 3. Prototipo de hardware de un sistema receptor de 28 GHz 
que utiliza bloques X de microondas X. “Lo que se simula es lo que se 
obtiene”, sin discrepancias causadas por parásitos en las interconexiones 
ni modelos de sistemas poco precisos.



90 REE • Octubre 2016

Desarrollo de sistemas 5G

dancia mencionados anteriormen-
te y que cada vez son más difíciles 
de superar. Dado que esta síntesis 
puede realizar difíciles adaptaciones 
multifase simultáneas en cuestión 
de segundos con redes distribuidas 
y/o concentradas, el diseñador de 
radios para el IoT puede experimen-
tar con rapidez varias topologías de 
adaptación para seleccionar la que 
ofrece la construcción más econó-
mica. En la Figura 5 se muestra el 

resultado de una adaptación trifásica 
simultánea de una antena a un cir-
cuito de amplificador de transistor 
estabilizado de bajo ruido, seguida 
de los parámetros S medidos de un 
amplificador de potencia de un chip 
para conseguir una adaptación de 
la pérdida de retorno a -20 dB de 
2 a 3 GHz y una ganancia de 35 
dB. Las dimensiones del diseño del 
microstrip también se sintetizaron 
con la inserción automática de dis-

continuidades como tes y puntas 
abiertas. El proceso entero se llevó a 
cabo en una hora. 

Ahora se pueden simular, pro-
totipar y producir sistemas de RF 
para aplicaciones de 5G y del IoT 
con componentes de sistemas dis-
ponibles en el mercado gracias a 
unas innovadoras capacidades de 
diagnóstico que permiten identificar 
los componentes con las especifica-
ciones erróneas en el conjunto del 
sistema. Los modelos de simulación 
precisa de parámetros X y Sys de 
componentes de sistemas de RF dis-
ponibles en el mercado permiten 
conseguir una eficiencia del tipo “lo 
que se simula es lo que se obtiene” 
al pasar del diseño al prototipado 
y la producción sin iteraciones. La 
síntesis de adaptación de impedan-
cias sustituye al tedioso trabajo de 
diseño y optimización manuales con 
una selección instantánea de varias 
topologías de adaptación adecuadas 
para conseguir la materialización 
más económica. Para obtener más 
información, visite www.keysight.
com/find/eesof-genesys-info y www.
xmicrowave.com  

Figura 5. Se tarda menos de 1 hora en realizar el diseño del microstrip y la síntesis de adaptación de impedancias de 
redes de adaptación trifásicas de 2 a 3 GHz para conseguir una pérdida de retorno de -20 dB y una ganancia de 35 dB.

La flexibilidad de una plataforma 
de software ayuda a los ingenieros a
abordar los aspectos más desalentado-
res del IIoT: latencia, sincronización de
dispositivos, seguridad, capacidad de ac-
tualización, control avanzado y análisis
de datos de extremo a extremo. Al igual
que sucede con la toma de decisiones
inteligente, cada uno de estos retos se
presenta en cada capa de un sistema
de sistemas. Las redes distribuidas de
nodos inteligentes, redes conectadas
de máquinas inteligentes, incluso las
fábricas totalmente conectadas deben
resolver estas dificultades de un modo
que pueda cambiarse, actualizarse y me-
jorarse en seis meses, dos años o cinco
años, a medida que se definan nuevos
estándares y requisitos.

Al final, los productos creados a par-
tir de una plataforma de software serán
la interfaz que usen los ingenieros para
resolver estos retos. Sin embargo, la 
plataforma de software misma —la
infraestructura fundacional— será el 
componente básico que defina los pro-
ductos. Un valor único de la plataforma
es la capacidad de personalizar compo-
nentes de ese producto entregado para
las necesidades específicas del proble-
ma. En Crossing the Chasm, Geoffrey
Moore describió esto como “los pro-

veedores deben vestir sus plataformas
con ropa de aplicaciones”. Al igual que
el Betamax, las cintas de casete y la mar-
cación de acceso a Internet, las cintas
de casete y las herramientas generales
de los años 60 serán cosa del pasado.
El mercado requiere la especificidad de
la herramienta para que las dificultades
sean abordables e incluso resolubles.

La única plataforma de
software de ingeniería 
del sector

En la carrera por definir las tecnolo-
gías sobre las que se construirá el IIoT, la
empresa que piense en el ingeniero que
crea y defina la próxima generación de
productos utilizados para diseñar, fabri-
car y probar las máquinas conectadas
será la empresa que salga ganando. NI
está construyendo la única plataforma

de software real del sector. Fruto de 
30 años de inversión en software de
LabVIEW y otros productos de software
centrados en la ingeniería, la plataforma
de software de NI será la tecnología que
conecte a los ingenieros con el IIoT. De
esta plataforma de software surgirán
productos de software creados para re-
solver problemas concretos de la mayor
red de sistemas conectados. El Paquete
para Comunicaciones de LabVIEW, que
presenta ventajas de productividad re-
presentativas para los investigadores
líderes como Nokia y Samsung, está 
holísticamente fabricado a partir de 
esta plataforma y “vestido” con las ne-
cesidades de aplicación de creación de
prototipos inalámbricos. Y esto es solo
el comienzo. La cuestión no será “¿por
qué utilizar la plataforma de software de
NI para resolver el IIoT?” La cuestión será
“¿cómo podría no hacerlo?”  

Figura 2. Los retos del 
IIoT más abrumado-
res son la latencia, la
sincronización de dis-
positivos, la seguridad, 
la capacidad de actua-
lización y el análisis de 
datos de extremo a
extremo.
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Eficiencia energética en el IoTEficiencia energética en el IoT

Hardware inteligente para mejorar la 
eficiencia energética de los dispositivos 
IoT

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

El Internet de las Cosas (Internet 
of Things o IoT) se valdrá de una 
gran variedad de sensores para de-
tectar componentes químicos, hu-
medad, temperatura y otras variables 
ambientales haciendo más inteligen-
te al mundo que nos rodea. IoT per-
mitirá mejorar el confort ambiental 
dentro de los edificios, incrementar 
la productividad de las manufacturas 
o incluso optimizar la distribución
al asegurarse que las mercancías se 
mantienen en condiciones adecua-
das en cualquier situación.

El bajo consumo energético es un 
requisito esencial de cualquier sensor 
IoT. Para reducir los costes de mante-
nimiento, muchos usuarios quieren 
que las baterías sean capaces de 
alimentar a sus dispositivos durante 
todo su ciclo de vida, que puede ser 
de cinco, diez o incluso más años.

El consumo energético de un sen-
sor IoT se calcula sumando la energía 
consumida durante el proceso de 
datos y la interacción con la red ina-
lámbrica, y la energía residual utiliza-
da entre estos períodos de actividad. 
El consumo de cualquier dispositivo 
lógico CMOS, como por ejemplo 
un microcontrolador, procede de la 
carga requerida para cambiar en-
tre diferentes estados. Además hay 
energía que se escapa debido a las 
fugas.

En la conmutación, la potencia 
consumida viene determinada por 
la fórmula P = CV²f, donde P es 
la potencia consumida, C es la ca-
pacitancia total de los circuitos del 
dispositivo, V representa la tensión y 
f es la frecuencia de funcionamiento.

Las fugas dependen de la tecno-
logía de procesado y están muy por 
debajo del nivel de conmutación. 
Sin embargo, como las fugas son 
continuas, a largo plazo producen 
una pérdida significativa de energía.

La única forma de prevenir las fu-
gas es apagar el circuito. Muchos mi-
crocontroladores implementan esta 
solución: cuando el sistema está en 
reposo, el microcontrolador “duer-
me” permitiendo que los carriles de 

alimentación queden desconecta-
dos, dejando tan solo algunas partes 
del circuito funcionando, como el 
reloj. Este estado de hibernación 
consumirá mucha menos energía 
que en un estado activo.

Muchas aplicaciones IoT pue-
den aprovechar el soporte del 
microcontrolador en los estados de 
reposo. Los intervalos temporales en-
tre períodos de alta actividad pueden 
ser muy largos. Probablemente cada 
lectura de sensor no será de más de 
cientos de microsegundos. Inclu-
so en sistemas con frecuencias de 
muestreo de 10 lecturas por segun-
do, el sensor puede estar hibernando 
la mayor parte de su vida útil.

Los diseñadores de microcontro-
ladores destinados al IoT han dirigi-
do sus esfuerzos de diseño no solo 
a reducir la potencia consumida en 
los estados activos y de hibernación, 
sino también a aumentar la propor-
ción de tiempo que el dispositivo 
pasa en estado de hibernación.

También se gasta potencia en las 
fases de entrada y salida de los perío-
dos de hibernación. Aunque los dise-
ñadores de microcontroladores han 
trabajado para reducir el retraso de 
la activación utilizando aceleradores 
en los osciladores del reloj, el sistema 
consumirá energía mientras al trans-
ferir registros importantes desde y 
hacia la memoria no volátil y cuando 

Autor: Simon Duggleby, 
Product Marketing Ma-
nager, Electronics Divi-
sion, RS Components

La vida útil es muy sensible al ciclo 
de trabajo entre los estados activos y 
en reposo. En un ciclo de trabajo del 
5%, el dispositivo se puede despertar 
cinco veces cada segundo en perío-
dos de 10ms. Un microcontrolador 
que consume 1mA cuando está 
activo, y que dispone de un modo 
hibernación profunda que consume 
constantemente 2µA, puede funcio-
nar aproximadamente cuatro años 
con una batería de 1800mAh. Si 
este ciclo de servicio aumenta un 
10%, entonces la vida útil se reduce 
a casi la mitad.

realiza otras tareas de mantenimien-
to. Por lo tanto, la clave para prolon-
gar la vida útil de la batería consiste 
en minimizar el número de ciclos de 
activación necesarios. Los periféricos 
inteligentes proporcionan los medios 
para conseguir esto.

Hay microcontroladores que in-
corporan periféricos inteligentes 
para ahorrar energía, desde MCUs 
de 8 bits como la gama PIC de Mi-
crochips hasta SoCs de 32 bits basa-
dos en arquitecturas ARM. Algunos 
incluso incluyen máquinas de estado 
y procesadores E/S capaces de ges-

http://www.rs-components.com/
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tionar los periféricos sin involucrar 
procesamiento de software hasta 
que no sea absolutamente necesario.

Otros ejemplos incluyen el pi-
coPower de Atmel, las tecnologías 
SleepWalking y el bloque periférico 
LESENSE utilizado en las series de 
microcontroladores Gecko de Sili-
con Labs. Por su parte, Microchip 
utiliza el concepto de periféricos 
independientes del núcleo en varios 
microcontroladores PIC12 y PIC16.

La inclusión de las máquinas de 
estado y otros sistemas lógicos den-
tro del hardware de periféricos, per-
mite que el núcleo del procesador se 
encuentre en hibernación durante 
más tiempo, al transferir al hardware 
una parte del cálculo asociado que 
normalmente se realiza vía software. 
Estos sistemas de control hardware 
más sencillo y de bajo nivel más rá-
pido desde un estado de reposo y 
consumir mucha menos energía que 
una unidad central de procesamien-
to a pleno rendimiento.

En una apl icación t ípica, el 
microcontrolador se encontrará la 
mayoría del tiempo en un estado 
de hibernación, teniendo activas 
tan solo las funciones estrictamente 
necesarias, como el circuito de in-
terrupción del núcleo del hardware 
y el reloj de tiempo real. Esto no 
solo permite al sistema procesar las 
interrupciones y mantener el reloj 
del sistema, también permite tener 
el reloj operacional haciendo que 
sea posible generar interrupciones 
programadas en intervalos regulares.

Esta interrupción del temporiza-
dor puede conducir a un despertar 
parcial que active bloques impor-
tantes del hardware como los con-
vertidores analógicos digitales (ADC) 
conectándose a los sensores externos 
del dispositivo IoT. Una vez activa-
dos, los convertidores analógicos 
digitales pueden tomar mediciones 
y pasarlas a la memoria del chip. La 
máquina de estado en un controla-
dor LESENSE, por ejemplo, puede 
comparar el nuevo valor con el um-
bral fijado por el software la última 
vez el núcleo del procesador entró en 
hibernación. Si el valor está por de-
bajo del umbral el procesador puede 
mantenerse en reposo. De lo contra-
rio, la unidad LESENSE despertará el 
procesador para realizar un análisis 
más detallado y posiblemente actuar 
en el cambio.

después volver al modo de consumo 
más bajo una vez que se ha procesa-
do el evento.

Dentro del ecosistema ARM, el 
soporte software para aplicaciones 
IoT de bajo consumo llega en for-
ma del sistema operativo basado en 
eventos mBed OS. Tradicionalmente, 
los sistemas operativos en tiempo 
real (RTOS) pueden aumentar el con-
sumo de energía intentando propor-
cionar la menor latencia posible. El 
sistema operativo mBed OS sigue el 
principio de diseño utilizado por los 
microcontroladores con hardware 
mejorado para reducir el consumo 
de energía. El sistema operativo 
mBed OS no utiliza interrupciones 
temporales regulares para iniciar las 
tareas – el procesador se despertará 
solo si hay tareas que lo necesitan. 
El modelo single-thread procesa ta-
reas dentro del mismo dominio de 
alimentación antes de transferir el 
control a tareas de un dominio di-
ferente. Esto evita el problema de 
tener activados diferentes dominios 
de energía cambiando a reposo fre-
cuentemente, lo que minimiza el 
consumo total de energía.

La optimización del procesado 
para reducir el consumo energético 
es una tendencia clara en los eco-
sistemas de microcontroladores, lo 
que permite aumentar la vida útil 
de las baterías de los sensores. Pero 
por sí sola, la combinación de los 
periféricos de hardware inteligentes 
funcionando con núcleos de pro-
cesador ya proporciona el marco 
del bajo consumo requerido por los 
sensores IoT.  

La coordinación a bajo nivel del 
hardware de periféricos permite al-
macenar datos recogidos de medi-
ciones iterativas para que los valores 
estén disponibles para el procesador 
cuando se active. Los subsistemas 
picoPower de los microcontroladores 
Atmel basados en arquitectura ARM 
disponen de controladores de acceso 
directo a memoria (DMA) que per-
miten almacenar los datos captura-
dos de forma segura en la memoria 
local. El controlador DMA puede 
reducir el consumo de energía aún 
más utilizando una máquina CRC 
hardware para calcular automática-
mente la suma de verificación para 
proporcionar chequeo de integridad, 
ahorrando energía adicional.

La gama de periféricos indepen-
dientes del núcleo disponibles para 
la gama Microchip PIC incluye una 
Célula Lógica Configurable que rea-
liza lógica combinatoria de hasta 32 
entradas internas o externas, conti-
nuando en funcionamiento mientras 
el núcleo del procesador está en 
hibernación. Esto permite que el 
acondicionamiento de señal y la ma-
nipulación de datos se lleven a cabo 
sin tener que invocar el procesador a 
no ser que la lógica determine que es 
necesario activar una interrupción.

El modo Dynamic SleepWalking 
optimiza aún más el consumo de 
energía al permitir transiciones de 
energía sin despertar el procesa-
dor. Así, en cualquier momento el 
microcontrolador puede utilizar el 
modo de energía más bajo, autóno-
mamente pasar a un modo de mayor 
consumo cuando sea necesario, para 
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Requisitos para el diseño de dispositivos 
con conectividad conforme a UL

www.weidmuller.es

Artículo cedido por Weidmüller

Antes de su lanzamiento en el 
mercado, se comprueba la seguridad 
de los componentes y dispositivos 
electrónicos. Las organizaciones líde-
res en el mundo para la certificación 
de seguridad de los productos son  
Underwriters Laboratories (UL) y la 
International Electrotechnical Com-
mission (IEC). 

Todos los productos deben estar 
certificados de acuerdo con las nor-
mas aplicables en el mercado local de 
un país determinado. Las normas IEC 
se aplican en Europa y otras zonas 
del mundo, mientras que las normas 
UL se aplican en EE.UU. y en Canadá, 
representado en este último por la 
Canadian Standards Association o 
CSA por sus siglas (véase la Fig. 1). 

Existen diferencias sustanciales 
entre las normas, lo que hace más di-
fícil la aprobación global de produc-
tos. En general, los requisitos de UL 
son más estrictos que las de la IEC.

Marcado UL para dis-
positivos y componen-
tes

La norma UL distingue entre dis-
positivos listados y componentes 
registrados.  Así que nos podemos 
encontrar con dos sellos distintos de 
UL más uno de CSA. 

Un componente es la unidad de 
producción más pequeña, tal como 
un borne para PCB. Su símbolo lo ve-

mos en la (Fig. 2). Los componentes 
pueden ser montados en armarios 
de control y se utilizan como ele-
mentos pasivos. Los componentes 
certificados UL se denominan como 
componentes registrados.

Un dispositivo es un conjunto de 
componentes certificados que for-
man una unidad. Es un producto 
final y se puede usar en el armario de 
control como un dispositivo activo. El 
símbolo para  dispositivos listados lo 
vemos en la (Fig. 3)

De acuerdo con la norma CSA, no 
hay distinción entre componentes 
y dispositivos, el símbolo es válido 
para ambos.

Los símbolos de marcaje mostra-
dos son combinados UL - CSA y los 
productos con estas marcas pueden 
ser vendidos en los EE.UU. y Canadá.

Certificación UL para 
componentes

Al desarrollar un dispositivo, se 
utilizan los componentes para conec-
tividad de equipos (bornes y conec-
tores) como solución  de conexión 
con el exterior. Los componentes 
para conectividad de equipos están 
sujetos a la norma UL 1059. 

En función del propósito u aplica-
ción final del dispositivo, esta norma 
establece diferentes requisitos, espe-
cíficamente en términos la distancia 
de aislamiento y la línea de fuga. 
Para ello, se dividen en grupos de 
usuarios (A, B, C y D) (Fig. 4). Estos 
grupos son diferentes en términos de 
la distancia de aislamiento y la línea 
de fuga necesaria, en función de los 
límites de las tensiones nominales.

Las normas UL 1059C y UL 1059D 
se aplican en entornos industriales.

En el caso de la certificación de 
conformidad con el uso del Grupo D 
(Figura 5), Se aplica una limitación de 
corriente adicional de  un máximo de 
15 A para tensiones de 51 V a 150 
V, de 10 A para tensiones entre 151 
a 300 V y de 5 A para el rango 301 
V a 600 V, con el fin de garantizar 
la seguridad a pesar la reducción de 
la distancia de aislamiento y la línea 
de fuga en relación con el uso del 
grupo C.

Certificación UL para 
dispositivos

Durante el desarrollo de dispositi-
vos, la norma UL 1059 no es la única 
a tener en cuenta con respecto a la 
selección de la conectividad adecua-
da para  el equipo.

Los reglamentos excepcionales, 
tales como UL 508 (C) (para equipos 
de control industrial) o UL 840 son 
aplicables en este caso. 

En términos de la certificación de 
la conectividad de un dispositivo, es 
relevante la diferenciación entre el 
cableado campo (Field Wiring) y el 
cableado de fábrica (Factory Wiring).  

Figura 2. Marcado UL para componentes 
registrados.

Figura 1. Áreas de aplicación de la norma IEC, UL y CSA, Fuente: Siemens.

Certificación global de componentes y dispositivos

Figura 3. Marcado UL para dispositivos 
listados.

http://www.weidmuller.es/
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de aislamiento para conectores ma-
chos y hembra soldados en el PCB se 
pueden encontrar en la tabla 8.1 de 
la norma UL 840 y para los bornes de 
PCB en la Tabla 7.1 (A) de la misma 
norma.

Las distancias necesarias para las 
líneas de fuga para ambos compo-
nentes se encuentran en la Tabla 
9.1 de la citada norma UL 840. En 
este caso las distancias dependen 
del índice CTI de aislamiento de los 
materiales.

Procedimientos siste-
máticos al seleccionar 
componentes para dis-
positivos de acuerdo 
con UL 600 V

Debido a las normas de certifica-
ción UL son más estrictas que las IEC, 
los equipos deben ser desarrollados 
para cumplir con las normas UL des-
de el principio. Por la misma razón, 
los componentes de conexionado 
que ya tienen la certificación como 
registrados UL deben ser nuestra 
elección prioritaria en el momento 
de diseñar nuevos equipos.

Underwriters Laboratories (UL) 
tiene un servicio en su página oficial 
(http://ul.com/) mediante el cual los 
usuarios pueden encontrar informa-
ción sobre el estado (listado o no) 
de un componente. Se requiere el 
nombre del fabricante y el certifi-
cado (cURus). En Weidmüller, esta 
información se puede encontrar en 
el catálogo on-line en “Datos nomi-
nales según UL 1059”.

Como especialistas en conectivi-
dad, Weidmüller ofrece un amplio 
rango de conexionado para disposi-
tivos homologados UL. 

Figura 5. Cableado de Campo, Field Wiring.

Figura 4. Extracto de UL 1059 (Tabla 8.1), Fuente: UL.

Figura 7. En este caso la hembra para PCB no cumpliría los requisitos 
en UL 1059.

El cableado de campo, Field Wiring, 
(Fig. 5) cubre los conectores y ter-
minales con cables o líneas para la 
conexión de componentes de campo 
que pueden ser también operados 
por personal no especializado. Estos 
componentes están certificados de 
acuerdo con la norma UL 1059. 

Los componentes de cableado de 
fábrica (Factory Wiring)  (Fig. 6) son 
aquellos que están montados en un 
dispositivo final en condiciones de 
fábrica. Estos componentes de ca-
bleado de fábrica incluyen aquellos 
bornes y conectores que se adjuntan 
o son soldados a un PCB, forman par-
te de la equipación de un dispositivo, 
y son montados durante el proce-
so de fabricación del equipo. Estos 
componentes de cableado de fábrica 
están cubiertos por los estándares de 
dispositivos UL 508 (C) y UL 840, que 
son menos estrictos que el UL 1059.

Gracias a la diferenciación entre 
el cableado campo y el de la fábrica, 
un conector multipunto puede ser 
operado en un dispositivo por en-
cima de la tensión nominal máxima 
especificada por UL 1059. Para ello 
los conectores deben ser parte de 
este dispositivo y montados en condi-
ciones de fábrica durante el proceso 
de fabricación del dispositivo.

En este caso, los componentes 
de conexión deben estar certificados 
de acuerdo con UL 1059, y además, 
también deben estar elegidos de 
acuerdo con la norma UL para dis-
positivos UL 508 (C) y UL 840 (Fig. 7 
y 8), que establecen requisitos menos 
estrictos en términos de distancia de 
aislamiento y línea de fuga. 

Con el fin de certificar un dispo-
sitivo de acuerdo con UL 508C y UL 
840, los requisitos para la distancia 

Figura 6. Los componentes de cableado de 
fábrica (Factory Wiring)

Figura 8.  Si consideramos la certificación como parte del dispositivo, 
UL 508C, cumplimos.
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Incrementando el desarrollo para apro-
vechar al máximo las oportunidades IoT

www.arrow.com

Artículo cedido por Arrow

Introducción: Los ver-
daderos indicadores 
del éxito en IoT

¿Qué es lo que hace distinto 
a IoT (Internet de las Cosas) del 
comando remoto normal, el ina-
lámbrico u otros? IoT transciende 
a la conectividad, los protocolos 
de comunicación, los dispositivos 
inteligentes, los dispositivos no in-
teligentes, las áreas remotas y las 
metropolitanas. 

Este poder, previamente inexis-
tente, de IoT deriva de su capacidad 
de recopilar cantidades enormes de 
datos – de una diversidad de fuen-
tes nunca antes visto – en la Nube. 
Aquí, potentes analíticas capaces de 
identificar patrones y correlaciones 
normalmente no detectables por el 
cerebro humano crean la inteligen-
cia necesaria para seguir mejorando 
el medio ambiente, los servicios de 
sanidad, el bienestar personal, el 
trabajo y los negocios, la seguridad, 
la agricultura, la gestión de infraes-
tructuras – de hecho, casi cualquier 
aspecto de la vida hoy en día se 
puede beneficiar de las tomas de 
decisiones que usan datos creados 
en IoT.

En definitiva, el éxito de IoT no 
se medirá por el número de dispo-
sitivos conectados, ni por el valor 
de los semiconductores vendidos, 
sino por su efecto transformador 
en la vida cotidiana de casi cada 
individuo del planeta.

Las oportunidades están para 
aprovecharlas y la rapidez es esen-
cial, pero el desarrollo de proyectos 
de IoT puede verse ralentizado por 
técnicas de ingeniería no adecua-
das. Las plataformas dedicadas a 
IoT a menudo sufren una escalabi-
lidad limitada, y el ecosistema que 
incluye hardware, software y herra-
mientas puede ser difícil de usar y 
poco cohesivo. Por otro lado, algu-
nos sistemas de desarrollo embebi-
do, a pesar de estar consolidados 
y bien integrados, no se adaptan 
bien al hardware de baja potencia 
capaz de proporcionar funciones de 
detección y comunicación.

La clave para desarro-
llo IoT más rápido

Se precisa un nuevo enfoque que 
combine un hardware flexible y en-
focado en IoT optimizado con una 
plataforma de desarrollo que permi-

ta a los ingenieros empezar a traba-
jar con la aplicación rápidamente, 
sin tener que enfrentarse a los de-
safíos de los primeros niveles. Arrow 
ha suministrado dicha solución al 
crear la placa ARIS IoT en conjunto 
con Renesas, aprovechando la pla-
taforma de desarrollo embebido de 
Renesas Synergy™. ARIS (Arrow Re-
nesas IoT Synergy) tiene una gama 
completa de sensores integrados y 
múltiples canales de comunicación 
para ofrecer soporte a un amplio 
rango de aplicaciones de detección 
de baja potencia. Por su parte, Re-
nesas Synergy posibilita acceso al 
RTOS, middleware, apilamiento de 
comunicación, interfaz de usuario 
y funcionalidad detallada del MCU 
completamente a través del API, 
haciendo así que los programadores 
eviten un porcentaje importante de 
la curva de aprendizaje que normal-
mente se encuentra al empezar un 
nuevo proyecto embebido.

La placa ARIS fue desarrollada 
por la empresa Italiana RELOC, en-
focada en diseños embebidos y en 
la integración vertical de aplicacio-
nes IoT. Además del desarrollo y 
la producción de la placa, RELOC 
también se encargó de la implemen-
tación de los drivers y la creación 
del middleware para la gestión de 
los dispositivos periféricos, estable-
ciendo así un entorno de desarrollo 
para IoT desde el primer momento.

Al aprovechar la plataforma de 
desarrollo Synergy™ de Renesas, la 
placa ayuda a acelerar la creación 
de diseños IoT porque facilita un 
lanzamiento más rápido al proceso 
de desarrollo con una solución de 
hardware y software completamen-
te cualificada y optimizada, que 
libera a los desarrolladores para 
que centren sus valiosos recursos en 
innovación y productos novedosos.

El Sistema está basado en un 
MCU S7G2 de Renesas de alto ren-
dimiento, según se ve en la Fig. 1. 
El subsistema del microcontrolador 
consiste en un procesador embe-
bido ARM Cortex-M4 con 4 MB de 
memoria flash y 640 KB de SRAM. 
Además, el Sistema está dotado con 

Autor: Amir Sherman, 
Director de Marketing 
en Tecnología Embebi-
da - Arrow Electronics

Figura 1. Diagrama de 
bloques de la placa 
ARIS.

http://www.arrow.com/
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512 MB de memoria flash serie, 256 
MB de memoria SDRAM y una ranu-
ra adicional para tarjetas microSD. 
El sensor de aceleración de tres ejes 
y giróscopo de dos ejes captan los 
datos de posición y movimiento y 
pueden ser activados por una co-
nexión de SPI. 

La placa también incluye un sen-
sor térmico y un sensor de hume-
dad, los cuales se pueden activar 
a través de la interfaz I²C para su-
ministrar más datos sobre el medio 
ambiente.

Asimismo, un gran enfoque en 
comunicaciones y conectividad da 
soporte a un procesado óptimo de 
los datos obtenidos por los senso-
res. La placa ARIS es capaz de traba-
jar con múltiples estándares inalám-
bricos, como Wi-Fi®, Bluetooth® 
Low Energy (BLE 4.1/4.2) y NFC. 
Puertos de Ethernet y USB también 
están disponibles. Para facilitar la 
interacción del usuario con la placa 
se han implementado varias interfa-
ces de usuario. Se incluyen múltiples 
prestaciones en estas interfaces, 
como LED de indicación, botones, 
una pantalla TFT y se integra un 
controlador para pantallas táctiles. 

Para los desarrolladores que 
quieren avanzar un escalón más en 
sus proyectos, una ampliación sen-
cilla es garantizada con un extenso 
rango de shields de Arduino que 
ofrecen funcionalidad como GPS, 
ZigBee® inalámbrico, I/O especiales, 
shields para sensores y muchos más. 

Funciones adicionales integradas 
en la placa ARIS como el debugger 
J-Link integrado en la placa, apoyo 
para gestores de arranque encrip-
tados y actualizaciones de firmware 
inalámbricas (OTA) hacen el proceso 
de desarrollo más fácil, más rápido 
y más fiable. 

La combinación de la placa 
Arrow ARIS y el entorno de desa-
rrollo de software Renesas Syner-
gy™ reducen en gran medida el 
tiempo de lanzamiento al mercado 
para nuevas aplicaciones y también 
ayuda a minimizar los costes totales 
de funcionamiento durante la vida 
útil del producto. 

Aprovechando la pla-
taforma Renesas Sy-
nergy™

La plataforma Renesas Synergy™ 
provee una flexibilidad y compati-
bilidad sin precedentes, lo que per-
mite a los programadores re-usar 
códigos ya probados y así ahorrar 
mucho tiempo de desarrollo. La pla-
taforma se extenderá en el futuro; 
se emplearán nuevas tecnologías y 
se implementarán nuevas presta-
ciones de forma permanente para 
lanzar aplicaciones de diseño embe-
bido al mercado en menos tiempo y 
de forma más eficiente.

El entorno integrado de desa-
rrollo (IDE por sus siglas en inglés) 
implementado en esta plataforma 
es el Renesas Eclipse Embedded Stu-

dio, conocido como e2 Studio. Se 
basa en el IDE Eclipse Open Source, 
y ofrece un alto nivel de flexibilidad 
junto con acceso fácil y controles de 
usuario reconocidos. La plataforma 
completa de Renesas Synergy™ se 
puede bajar e instalar de forma 
gratuita desde la Renesas Synergy 
Gallery. Además de proveer soft-
ware extensivo ya listo para usar, 
esta web proporciona ejemplos de 
aplicaciones que pueden ser adap-
tados fácilmente a la placa ARIS.

Un curso práctico de tres partes 
facilita el comienzo perfecto para 
el desarrollo de soluciones indivi-
duales con la Arrow ARIS Board y 
la plataforma Renesas Synergy™. 
Los usuarios pueden aprender rá-
pidamente a usar todas las herra-
mientas necesarias para desarrollar 
aplicaciones individuales. El primer 
módulo introduce el entorno de 
desarrollo y explica cómo se usa. 
Después el curso lleva a los usua-
rios paso a paso por la creación 
de un nuevo proyecto, selección 
del software de apoyo adecuado 
(Board Support Package o BSP por 
sus siglas en inglés), implementa-
ción de los módulos necesarios y 
creación del código de usuario. Los 
BSP proporcionados están creados 
específicamente para las placas que 
funcionan con la plataforma Rene-
sas Synergy™. 

Al aprovechar  este servicio, los 
desarrolladores se libran de una 
programación compleja y de la con-
figuración de los pines de dispositi-
vos a bajo nivel. En su lugar, se usan 
enlaces simbólicos ya definidos, 
haciendo la creación de código de 
usuario notablemente más fácil. 

El programa práctico de forma-
ción incluye ejemplos que se llevan 
a cabo con un BSP diseñado espe-
cialmente para la Arrow ARIS Board, 
demostrando así el uso fácil y rá-
pido de ARIS. Además del uso del 
pin de GPIO para controlar los LED 
integrados en la placa de muestra 
también se muestra cómo estable-
cer comunicaciones por USB y el uso 
de la Arrow ARIS Board como punto 
de acceso para Wi-Fi.  

Al colaborar con Renesas Elec-
tronics para aprovechar la plata-
forma Synergy™, Arrow Electronics 
ha creado una solución potente 
para explorar y dominar el mundo 
de IoT. 
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Sistemas de almacenamiento de energía 
ES y SPC (supercondensador de impul-
sos) de EVE Energy en las filas de En-
drich
Artículo cedido por Endrich Bauelemente

Los dispositivos electrónicos diseña-
dos para aplicaciones que requieren 
un funcionamiento breve y que per-
manecen mucho tiempo en modo 
de espera suelen necesitar un gran 
impulso energético después de la 
orden de activación. Entre estos dis-
positivos se encuentran los sistemas 
de alarma de emergencias, transpon-
dedores RFID, dispositivos de segui-
miento por GPS, dispositivos electró-
nicos de lectura de los sistemas de 
medición inteligente o los sistemas 
E-CALL obligatorios desde hace poco 
en los vehículos de pasajeros. Es 
necesaria una pila con un nivel bajo 
de corriente de fugas y una tensión 
estable que pueda transmitir al sis-
tema una gran carga instantánea en 
un espacio breve tiempo. 
Estos requisitos se suelen cumplir al 
integrar distintos supercondensado-
res, que tienen una densidad ener-
gética diez o incluso cien veces más 
elevada que la de los condensadores 
electrolíticos normales, sus tiempos 
de carga y descarga también son 
más cortos y toleran muchos más 
ciclos que, por ejemplo, las baterías 
recargables. El funcionamiento de 
los supercondensadores suele ba-
sarse en el principio electrostático; 
no obstante, existen algunos dispo-
sitivos especiales, como por ejemplo 
los SPC patentados de EVE Energy, 
que disponen del principio de fun-
cionamiento químico. No suelen fun-
cionar solos, sino integrados en uno 
de los sistemas de almacenamiento 
energético de EVE, los cuales son un 
conjunto especial de baterías. En el 
presente documento se presentan 
las ventajas de dicho sistema.

Dispositivo SPC

Los supercondensadores de im-
pulsos que produce EVE son dispo-
sitivos de descarga de alta corriente 
instantánea que pueden funcionar 
dentro del rango de temperatura de 
-40 °C a +85 °C. La exclusiva estruc-
tura química de litio está basada en 
patentes propias de EVE. La cubierta 
sellada y cerrada herméticamente 
con válvulas de seguridad dota al 
diseño de una seguridad excelente, 
incluso en aplicaciones en las que 
no se pueden utilizar los supercon-
densadores tradicionales. Una de 
ellas es la medición de gas, en la 
que los SPC con aprobación ATEX 
constituyen una solución ideal para 
suministrar energía al lector del me-
didor inteligente, ya que las válvulas 
de seguridad lo convierten en un 
dispositivo antideflagrante. 

La tensión de la pila es de 3,6 V y 
no aparece la pasivación que pade-
cen otras familias de baterías de litio. 
La descarga espontánea permanece 
por debajo del 2%, lo cual permite 
que se mantenga durante mucho 
tiempo en posición de espera y se 
active rápido para transmitir una 
gran carga instantánea al circuito. 

Si un medidor inteligente con-
tiene una batería ER (cloruro de 
litio-tionilo) autónoma, el retardo 
de la tensión que provoca el efecto 
de pasivación puede afectar al fun-
cionamiento. La pasivación es un 
fenómeno de las pilas primarias de 
litio relacionado con la interacción 
del ánodo de metal de litio y el elec-
trolito. La formación de una película 

delgada en la superficie del ánodo 
cuando se inyecta el electrolito en 
la pila durante la producción se de-
nominada pasivación. Esta película 
es importante porque protege el 
ánodo de la reacción mientras la 
carga no afecta a la pila, lo cual 
hace posible una larga vida útil en 
almacenamiento. Con carga, cuan-
do la batería comienza a descargar, 
la corriente que fluye a través de 
la pila empezará a reconstruir esta 
película. En condiciones normales, 
la película delgada de la pasivación 
no afecta ni perjudica al rendimiento 
de la batería. 

Un engrosamiento excesivo de 
la película a causa del almacena-
miento prolongado puede afectar 
al rendimiento de la descarga. En la 
evolución de la película de pasiva-
ción intervienen las condiciones del 
almacenamiento; los periodos sin 
carga de meses o años y la tempe-
ratura ambiente de almacenamiento 
superior a los 23-25 oC provocarán 
el engrosamiento de la película de 
pasivación. 

Una pila pasivada puede presen-
tar un retardo de la tensión cuan-
do se aplica una carga repentina; 
en estas circunstancias se retrasa 
la respuesta de la tensión. En estos 
casos, no funcionará correctamente 
un medidor inteligente de servicios 
que permanece en espera durante 
periodos prolongados; puede que 
no se ponga en marcha el sistema 
electrónico de lectura y que falle la 
transferencia de datos. Una posible 
solución para estos casos es utilizar 
un dispositivo SPC además de la ba-
tería ER.

Solución combinada: 
Sistemas de almacena-
miento de energía ES 
de EVE

SPC de EVE es un dispositivo au-
tónomo, aunque sobre el terreno se 
suele utilizar con pilas ER respon-
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sables de proporcionar capacidad 
suficiente. Al conectar las dos pilas 
en paralelo, la batería primaria de 
litio mantendrá el SPC totalmente 
cargado. Los conjuntos de baterías 
ES de EVE están formados por un 
SPC y una batería de cloruro de litio-
tionilo (Li-SOCl2) como se muestra 
en los diagramas:

 Claro está, existen distintas com-
binaciones variando el número de 
pilas ER situadas detrás del SPC o 
incluso utilizando más dispositivos 
SPC a la vez:

Las pilas de cloruro de litio-tionilo 
tienen un ánodo de carbono de litio 
metálico (el metal más ligero) y un 
cátodo líquido formado por un co-
lector de corriente poroso relleno 
con cloruro de tionilo (Li-SOCl2). 
Generan una tensión nominal de 3,6 
V, la tensión de su circuito abierto 
es 3,66 V y durante la carga, con 
una tensión de circuito cerrado de 
entre 3,4 y 3,6 V, son una de las 
pilas primarias de tensión más alta 
del mercado. Las baterías de cloruro 
de litio-tionilo son la batería pri-
maria que en la actualidad tiene la 
densidad energética (1280 Wh/dm3) 
y la tensión más altas, el almacena-
miento más duradero (10-20 años) 
y el menor índice de descarga es-
pontánea del 1% a 20ºC. La batería 
puede funcionar en un rango amplio 
de temperatura, normalmente -60ºC 
~ +85ºC. Estas baterías son ideales 
para aplicaciones de larga duración, 
como por ejemplo potencia para 
dispositivos eléctricos y medidores 

de energía eléctrica, agua, calor y 
gas y, especialmente, como fuen-
te de alimentación de reserva para 
circuitos integrados de memoria. 
En el programa existen tipos más 
grandes de espirales de corriente de 
impulsos, así como pilas de bobina 
de mayor capacidad. El tipo bobina 
es más seguro, aunque suele tener 
retardo de la tensión y su capacidad 
de impulsos puede no ser suficien-
te como para suministrar una gran 
corriente de carga instantánea al 
dispositivo (pasivación). 

Al unir las tecnologías ER del SPC 
y del tipo bobina, podemos combi-
nar sus ventajas. La batería primaria 
de litio almacenará capacidad su-
ficiente y mantendrá el SPC total-
mente cargado en todo momento, 
mientras que el dispositivo SPC pue-
de transmitir una carga de impulsos 
rápido al sistema. Otros fabricantes 
combinan las baterías ER con super-
condensadores; si se comparan las 
dos tecnologías, los sistemas SPC 
basados en química de litio ofrecen 
las siguientes ventajas:

• Tensión por pila más elevada (3,6
V frente a 2,7 V máx.)

• Impedancia mucho menor (<150
mOhm frente a 400 mOhm
aprox.)

• Mayor capacidad (>270 F frente
a 100 F máx.)

• Densidad energética mucho ma-
yor

• Por orden de magnitud, menor
corriente de fuga, la cual es prác-

ticamente independiente de la 
temperatura, ahorrando así vida 
de la batería ER (<1uA)

• Rango de temperatura de fun-
cionamiento mucho más amplio 

• Vida útil mucho más larga (15
años aprox.) 

• Conjunto de baterías mucho más
seguro (UL1642 UN 38.3)

En los gráficos se muestra que 
el bombeo de carga rápida del SPC 
cubre el retardo de la tensión pro-
vocado por la pasivación de la pila 
de Li/SOCl2 y la tensión del con-
junto nunca se sitúa por debajo de 
la tensión de funcionamiento del 
dispositivo. La medición se tomó con 
una corriente de carga continua de 
10 mA con un conjunto formado 
por una batería ER14250 y un siste-
ma de almacenamiento de energía 
SPC1520.

La otra medición muestra que la 
corriente de fuga del sistema ES de 
EVE a -30ºC se mantiene por deba-
jo de 2uA, a +25ºC por debajo de 
1uA mientras que a +85ºC seguirá 
estando por debajo de 5uA; por 
lo tanto, se considera estable con 
independencia de la temperatura 
ambiente. La expectativa de vida útil 
puede alcanzar los 10 o 15 años, el 
conjunto puede proporcionar 1 A de 
corriente de impulsos y, gracias a su 
fabricación segura, se puede utilizar 
en entornos delicados (ATEX). El 
producto combinado constituye una 
solución adecuada tanto para re-
quisitos de densidad de energía alta 
(gran capacidad) como de densidad 
de alta potencia (corriente instantá-
nea elevada). 
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Las trenzas de cobre y la CEM
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Cuando en el diseño y construc-
ción de máquinas, de instalaciones 
industriales en general o de armarios 
industriales, necesitamos asegurar 
la equipotencialidad entre diversos 
puntos de tierras, estructuras  y cha-
sis para evitar problemas debidos a 
excesivas diferencias de potencial. 
Estas diferencias de potencial pueden 
provocar problemas de interferencias 
electromagnéticas (EMI). En todo 
equipo electrónico conectado a la 
red eléctrica es conveniente tener una 
buena arquitectura de masas y tierras 
para evitar problemas de seguridad y 
de compatibilidad electromagnética 
(CEM). Las tierras y masas deben te-
ner una baja impedancia en toda la 
gama de frecuencias de las corrientes 
circulantes para asegurar una bue-
na equipotencialidad en todos sus 
puntos.

Para asegurar la equipotencialidad 
se usan trenzas flexibles de cobre en-
tre los puntos que se desea tener una 
baja diferencia de potencial. En inglés 
se llaman “straps”. También se usan 
barras rígidas de cobre (llamadas ple-
tinas) cuando no hay movimiento 
entre los puntos del chasis o de la 
estructura de la máquina que se de-
ben unir eléctricamente. Ambos tipos 
de uniones eléctricas se fabrican con 
muy diversas medidas de longitud, 
anchura y espesor. En cuanto a los 
materiales, las barras rígidas se fabri-

can en cobre, aluminio o acero. Las 
trenzas flexibles se ofrecen en cobre, 
cobre estañado, cobre niquelado o 
cobre plateado. 

Como ejemplo muy común, va-
mos a analizar la aplicación usual de 
las trenzas flexibles de cobre en los 
armarios industriales para conectar 
eléctricamente la puerta y el cuerpo 
del armario. Al estar el cuerpo obli-
gatoriamente conectado a la tierra de 
seguridad, la puerta también queda 
conectada a tierra. En armarios in-
dustriales de cuadros de maniobras 
es muy usual ver la conexión eléctrica 
entre la puerta y el cuerpo del armario 
con un simple cable típico de cone-
xión de tierra, con una sección de 2,5 
a 10 mm2. Desde el punto de vista de 
la CEM, la conexión realizada con un 
cable es incorrecta debido a su mayor 
inductancia, en comparación a una 
trenza flexible de cobre (figura 1). Ello 
implica tener una mayor impedancia 
y, en consecuencia una mayor caída 
de tensión si circulan corrientes in-
deseadas de alta frecuencia. El cable 
puede ser útil a baja frecuencia como 
conexión de tierra de seguridad de la 
puerta, al no poder confiar en el buen 
contacto eléctrico de las bisagras. A 
nivel industrial, cuando se deben usar 
equipos electrónicos como inversores 
de frecuencia para el control de ve-
locidad de motores, autómatas pro-
gramables (PLC) o cualquier equipo 

electrónico digital, es conveniente 
usar trenzas en la conexión entre 
puerta y armario. En estos casos nun-
ca se deben usar armarios de cuadros 
de maniobra de plástico. Siempre 
deben usarse armarios de hierro gal-
vanizado o mejor de acero inoxidable. 
Los fabricantes de armarios ofrecen 
“armarios de CEM” en los que facili-
tan una buena unión eléctrica entre 
puerta y armario.

Vamos a realizar unos cálculos 
numéricos a efectos comparativos 
entre el cable y la trenza. Los valores 
calculados en base a las fórmulas 
básicas presentadas, proporcionan 
valores numéricos que ayudan a en-
tender el problema, pero cuyas mag-
nitudes reales pueden estar muy lejos 
en otra aplicación real de las trenzas, 
dependiendo de las circunstancias 
reales. Hay el riesgo de tomar los 
resultados como buenos y aplicarlos 
en circunstancias reales muy distin-
tas de las que aquí se van exponer 
con sus limitaciones. Estas fórmulas  
sirven de guía para la comparación 
propuesta aquí como ejemplo, con 
las limitaciones expuestas. En una 
instalación industrial compleja en la 
que suceden fenómenos muy com-
plejos, sólo una campaña sistemática 
de medidas en una gran cantidad de 
situaciones, es lo que puede dar el 
abanico de valores probables a tener 
en cuenta en un diseño, junto con 
unas recomendaciones genéricas de 
buenas prácticas.

La impedancia

El comportamiento de cualquier 
conductor usado en las conexiones 
de equipotencialidad y de puesta 
a tierra de seguridad de los chasis 
de los equipos o máquinas debe ser 
conocido en todo el margen de fre-
cuencias. Cada conductor de un sis-
tema de conexión a tierra, ya sea para 
la puesta a tierra de la alimentación 
(red eléctrica), para la conexión a 
tierra o masa de las señales o para la 
protección contra rayos en las instala-
ciones, tiene propiedades intrínsecas 
de resistencia e inductancia.

En general se tiende a pensar que 
el conductor de conexión de equipo-
tencialidad es más eficiente simple-
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Figura 1. Conexión de la puerta y el cuerpo de un armario industrial a alta frecuencia. La trenza 
tiene menor inductancia (L) que el cable y por ello, tiene menor impedancia (Z).
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mente cuanto mayor es su sección 
transversal al paso de la corriente. 
Esto es cierto en corriente continua 
(CC) y para muy bajas frecuencias 
(50 Hz y armónicos). Pero no lo es 
conforme la frecuencia de la corriente 
alterna (CA) aumenta o cuando, en 
las señales digitales, el tiempo de 
subida de la corriente es más corto,  
aumentando así su ancho de banda 
y frecuencia. 

En la evaluación de la CEM de un 
producto, máquina o instalación es 
conveniente considerar la impedancia 
de sus conductores, especialmente 
cuando alguno de los conductores 
críticos se utiliza para hacer una 
conexión a tierra o masa. Los con-
ductores presentan una impedancia 
intrínseca (interna) compuesta por su 
resistencia en corriente continua (CC), 
su resistencia en corriente alterna 
(CA) debida a la concentración de 
corriente cerca de la periferia exterior 
del conductor (efecto pelicular) y su 
inductancia interna debido al flujo 
magnético interno. Además, los con-
ductores presentan una inductancia 
externa debida al flujo magnético 
externo. Esta inductancia externa, 
también tiene el nombre de auto-
inductancia o inductancia parcial y, 
cuando no es intencional, se llama 
también inductancia parásita. 

Vamos a comparar la impedancia 
del cable redondo y la impedancia 
de la trenza de cobre para conectar 
la puerta al cuerpo de un armario. 
En esta comparación, vamos a des-
preciar las capacidades parásitas, por 
ser pequeñas y similares en ambos 
casos. Así, despreciaremos el valor 

Figura 3. Trenza flexible  
de cobre de conexión 
entre la puerta y el 
armario. Forma una 
“U” al cerrar la puerta

Figura 4. Medidas de la forma en “U” de la trenza al cerrar la puerta.

de la pequeña capacidad debida a la 
disposición del cable con respecto a 
la puerta y el armario. Asumiendo la 
condición:

longitud del conductor  << longi-
tud de onda de las corrientes

Con esta condición, la impedancia 
Z se puede calcular usando los pará-
metros concentrados del conductor. 
λ = c / f , es la longitud de onda de la 
mayor frecuencia de la corriente que 
circula por el conductor (cable o tren-
za). La impedancia del conductor es:

Z = R(CA o CC) + jω ( LEXT + LINT )   en Ω

R(CA o CC) es la resistencia en CA o 
CC,  ω= 2πf ,  (LINT + LEXT) es la in-
ductancia externa más la interna. 
Veremos luego en detalle como se 
calcula cada uno de los elementos en 
el cable y en la trenza. 

Para poder comparar los paráme-
tros de los dos tipos de conductor 
en una situación similar, la figura 
2 muestra la disposición de los dos 
conductores con respecto al plano 
de tierra. Es una disposición que se 
puede asemejar idealmente a la co-
nexión de los dos conductores entre 
la puerta y el cuerpo del armario, 
cuando la puerta está abierta. 

La figura 3 muestra la fotografía 
de una trenza conectada entre la 
puerta y el cuerpo del armario con 
dos buenas conexiones en los dos 
extremos usando tornillos de acero 
inoxidable. Cuando la puerta se cie-
rra, el conductor se separa del arma-
rio y su forma se puede asemejar a 

una “U”.  La figura 4 muestra la “U” 
con las medidas correspondientes. 
Los valores de la auto-inductancia 
serán más altos en comparación a 
una trenza recta. 

Inductancia interna

La inductancia interna LINT está 
causada por el campo magnético en 
el interior del conductor. Al tener una 
importancia secundaria, usualmente 
se desprecia en los cálculos de la 
impedancia del conductor. Cuando 
la frecuencia aumenta, la inductancia 
interna disminuye ya que los cam-
pos se concentran hacia la superficie 
(efecto pelicular). Esta redistribución 
de los campos y la corriente cambia 
la inductancia interna y la resistencia. 
Así, la inductancia interna es una 
función de la frecuencia. El valor de la 
inductancia interna en corriente con-
tinua para un conductor de sección 
circular viene dado por: 

LINT = µO / 8 π = 5 nH/cm

para r << σ  
Donde μO es la permeabilidad del 

vacío, igual a 4π x 10-7, l es la lon-

Figura 2. (A): cable redondo sobre el plano de masa o tierra. (B):  trenza sobre el plano de 
masa o tierra
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gitud del conductor y r es el radio 
del conductor y σ es la profundidad 
del efecto pelicular. Al aumentar la 
frecuencia el valor de 0,5 nH/cm dis-
minuirá.

Resonancias

Como hemos dicho, tanto en el 
cable como en la trenza, en la com-
parativa despreciaremos el valor de la 
pequeña capacidad debida a la dis-
posición del conductor con respecto 
a la puerta y el armario, al ser muy 
pequeña y poderla aproximar a un 
valor similar en ambos casos (cable 
y trenza). 

Pero en algunos casos, esta capa-
cidad podría provocar problemas de 
resonancia junto a sus respectivas in-
ductancias. Para el caso general de un 
conductor que tiene una inductancia 
L, podría resonar con su capacidad 
parásita C, a una frecuencia fR :

𝐟𝐟𝐑𝐑 =   
𝟏𝟏

𝟐𝟐𝟐𝟐   𝐋𝐋𝐋𝐋

Se debe tener cuidado y evitar las 
resonancias dentro de la gama de 
frecuencias de funcionamiento del 
equipo. El uso de trenzas más cortas 
y más anchas o de varias en paralelo 
disminuirá su inductancia conjunta, 
desplazando con ello la frecuencia de 
resonancia a una frecuencia más alta. 
En los armarios, usualmente se usa 
una sola trenza pero, para mejorar el 
efecto de las resonancias, conviene 
usar varias trenzas en paralelo. En 
la unión de la puerta y el cuerpo del 
armario se pueden usar 2 o 3 trenzas 
(figura 5). 

Los efectos de las resonancias en 
paralelo de una conexión a tierra 
con un cable redondo se ilustran en 
la figura 6. Para obtener la eficacia 
máxima, la longitud de conductor de 
tierra debe ser una pequeña porción 
de la longitud de onda de la mayor 
frecuencia de la señal que pueda ser 
problemática. El mejor rendimiento 
se obtiene a frecuencias muy por 
debajo de la de primera resonancia.

Los efectos del conductor a tierra 
actuando como una antena están 
relacionados con el comportamiento 
de las resonancias del circuito que 
forma. Los conductores a tierra ac-
túan como antenas para radiar o 
captar interferencias, dependiendo de 
sus longitudes relativas a la longitud 

de onda de las señales, es decir, su 
eficiencia como antena. Un crite-
rio conveniente para obtener una 
deseada mala antena, es decir, un 
buen conductor a tierra, es que su 
longitud sea λ/12 o menos. Por lo 
tanto, una regla de oro en el dise-
ño de un sistema de puesta a tierra 
eficaz es mantener las conexiones a 
tierra potencialmente expuestas a las 
interferencias (EMI) a longitudes me-
nores a λ/20 de la longitud de onda 
de la señal interferente. 

En la figura 7 se muestra el com-
portamiento frecuencial de una cone-
xión a tierra realizada con una trenza, 
donde se ve que, salvo en la primera 
resonancia en paralelo, las impedan-
cias de las resonancias en paralelo 
de mayor frecuencia quedan muy 
reducidas en comparación a las im-
pedancias de las resonancias paralelo 
del cable redondo.

Cable: resistencia en 
corriente continua

La resistencia en corriente conti-
nua de un cable de sección circular 
viene dada por la fórmula:

Rcc = ρl / S =  ρl / πr2    en Ω

usando la resistividad ρ del con-
ductor. Usando la conductividad σ, 
otra forma de calcularla es:

Rcc = l / σ π r2       en Ω

l es la longitud del cable en me-
tros, ρ = resistividad en Ω mm2/m 
(para el cobre es 1,7x10-2 Ω mm2/m, 
S es la sección transversal en mm2), 
r el radio del cable en mm. σ es la 
conductividad del conductor (para el 
cobre es 5,8x107 S/m)

Cable: resistencia en 
corriente alterna

Cuando aumenta la frecuencia, el 
efecto pelicular hace que la corriente 
tienda a abandonar progresivamen-
te el núcleo central del conductor. 
En consecuencia, la sección trans-
versal efectiva disponible para que 
la corriente fluya disminuye. Así, la 
resistencia de corriente alterna para 
un conductor de sección circular es:

𝐑𝐑𝐂𝐂𝐂𝐂 =   𝐑𝐑𝐂𝐂𝐂𝐂  (  
𝐝𝐝
𝟒𝟒𝟒𝟒

+   𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐  )	    en Ω

Figura 5. Niveles de conexión de la puerta a un armario industrial metálico 
con trenzas de cobre: 1, 2 o 3 trenzas. Las trenzas en paralelo reducen 
la inductancia de la conexión de la puerta, contribuyendo a la reducción 
de la impedancia. No usar cables. L: inductancia y Z: impedancia.

Figura 7. Comportamiento frecuencial de la impedancia de una trenza.

Figura 6. Comportamiento frecuencial de la impedancia de un cable (es-
calas logarítmicas). Zp: impedancia en paralelo, Zs: impedancia en serie, 
Rcc: resistencia en corriente continua, RCA: resistencia en corriente alterna
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para la condición r > σ  (en los cál-
culos en este artículo se ha escogido 
r > 3σ), donde d es el diámetro del 
conductor en mm y σ es la profundi-
dad del efecto pelicular en mm.   

La profundidad del efecto pelicular 
se define como el espesor de la super-
ficie en el que se concentra el 63% de 
la corriente  para una frecuencia dada 
(figura 8) y se calcula con la siguiente 
fórmula:

δ = 0,066 / ( σr µr f )1/2   = 
𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝐟𝐟
 mm

donde f es la frecuencia en MHz , 
σr es la conductividad relativa, igual 
a 1 para el cobre y μr es la permeabi-
lidad relativa, igual a 1 para el cobre. 

Cable: inductancia ex-
terna

La inductancia externa se debe 
a los campos magnéticos fuera del 
conductor y es una función del área 
del bucle del circuito cerrado forma-
do por el conductor. La inductancia 
externa no se ve afectada por la fre-
cuencia. 

La inductancia externa LEXT  es el 
efecto parásito indeseado más impor-
tante en un conductor de conexión 
a masa. Para un cable redondo, por 
encima de un plano de tierra y para h 
< l  (ver la anterior figura 2) :

𝐋𝐋𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 = 𝟐𝟐   𝐥𝐥𝐥𝐥(   𝟒𝟒𝟒𝟒
𝐝𝐝
  )   nH/cm

Donde d es el diámetro del con-
ductor redondo en cm, l es su longi-
tud en cm, la función ln es el logarit-
mo neperiano y h es la altura sobre el 
plano de tierra en cm. Esta ecuación 
muestra que el aumento de h para un 
diámetro d dado hace aumentar LEXT. 

Pero más allá de una cierta altura 
h (exactamente cuando h>l), el flujo 
producido por la corriente en el bucle 
formado por el cable y su retorno 
ya no es uniforme y LEXT deja de au-
mentar con h. Calculamos la LEXT de 
un cable con una sección transversal 
circular posicionado por lo menos a 
h = 5 cm del plano de tierra (plancha 
del armario). 

Si la distancia entre el cable y el ar-
mario cumple h/r > 5, se asume que 
la corriente estará uniformemente 
distribuida alrededor del cable y por 
ello el efecto de proximidad no será 
relevante. Para h ≤ l  tendremos:

𝐋𝐋𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 = 𝟐𝟐   𝐥𝐥𝐥𝐥(
  𝟒𝟒𝟒𝟒
𝐝𝐝   )   nH/cm

La figura 9 presenta la gráfica de 
la inductancia de diversos cables re-
dondos con secciones de 2,5 a 10 
mm2 y longitudes de 10 a 25 cm. Son 
valores usuales en la conexión de la 
puerta del armario con cable.

Trenza: resistencia en 
corriente continua

Para los cálculos de la trenza se 
considera una sección rectangular 
con una anchura a y un espesor e. 
En una trenza, la resistencia en CC es:

RCC = ρl / S = ρl / a e =    𝐥𝐥
𝛔𝛔  𝐚𝐚  𝐞𝐞   en Ω

donde ρ = resistividad del cobre 
1,7x10-2 en Ω mm2/m, I = longitud 
en m y S es la sección transversal en 

mm2 (S = a · e). σ es la conductivi-
dad del conductor (para el cobre es 
5,8x107 S/m). 

Trenza: resistencia en 
corriente alterna

La resistencia en CA para una tren-
za se calcula con la fórmula:

𝐑𝐑𝐂𝐂𝐂𝐂 =   
𝟏𝟏

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝒂𝒂+ 𝒆𝒆)
  en Ω/mm

Con las mismas variables que en la 
anterior fórmula: anchura a, espesor 
e y profundidad del efecto pelicular 
σ en mm. σ es la conductividad del 
conductor (para el cobre es 5,8x107 
S/m).

Si la sección del conductor no es 
exactamente rectangular o circular, el 
valor de la resistencia RCA para cual-
quier otra forma se puede obtener 

Figura 9. Inductancia de un cable con sección circular de 2,5 a 10 mm2 y longitud de 10 a 25 cm.

Figura 8. La profundidad del efecto pelicular δ, en un cable de cobre con sección redonda y 
para una trenza con sección rectangular. 
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mediante la inserción del valor del 
radio r de la siguiente forma:

r = perímetro de la sección 
transversal del conductor / 2 π

Si el perímetro es en mm, r será 
en mm.

Esta ecuación evidencia que una 
trenza plana es útil como conexión 
de tierra a altas frecuencias porque 
tiene un perímetro mayor que un 
cable redondo con la misma sección 
transversal.

Trenza: inductancia ex-
terna

La inductancia para una trenza,  
equiparable a un conductor de sec-
ción rectangular, puede calcularse de 
esta forma:

𝐋𝐋𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 = 𝟐𝟐   𝐥𝐥𝐥𝐥  
𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝐚𝐚 + 𝐞𝐞)  
+ 𝟎𝟎,𝟓𝟓 + 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐  

(𝐚𝐚 + 𝐞𝐞)
𝐥𝐥

en nH/cm
donde a es la anchura de la trenza, 

e es su espesor y l su longitud, aquí 
todo en cm.

La figura 10 muestra la inductan-
cia de una trenza en función de la 
longitud ( l ) para diferentes anchuras  
de 1, 2,5 y 5 cm. En todas el espesor 
es de 1 mm. Cuando (l/a) < 2,  el mo-
delo es inaplicable porque la trenza 
se comporta como un plano de masa. 
La figura 11 presenta la comparación 
entre la inductancia de una trenza de 
10 cm de longitud, 1 mm de espesor 
y la inductancia de un cable redondo 
en función de la anchura de la trenza. 
En ella, el espesor de la trenza es igual 
al diámetro del cable, igual a 1 mm. 
Aquí se ve que la inductancia de la 
trenza disminuye conforme aumenta 
su anchura. La figura 12 muestra 
como varía la inductancia de una 
trenza en función de su espesor, con 
una longitud de 10 cm y una anchu-
ra de 5 cm. La variación del espesor 
no afecta tanto a la variación de la 
inductancia como afecta la variación 
de anchura.

De estas gráficas se deduce que 
la inductancia disminuye con el au-
mento de la anchura de la trenza y 
aumenta al incrementar su longitud. 
Por lo tanto, una buena recomenda-
ción es seleccionar una trenza con 
una relación longitud/anchura de 5:1, 
aunque también es aceptable una 
mínima relación de 3:1.

Figura 10. Inductancia de una trenza en función de la longitud (l) para diferentes anchuras 
(a). En todas espesor (e) = 1 mm. Cuando (l/a) < 2, el modelo es inaplicable porque la trenza 
se comporta como un plano de masa. 

Figura 11. Comparación entre la inductancia de una trenza y la de un cable en función de su 
anchura. Espesor de la trenza = diámetro del cable.

Figura 12. Inductancia de una trenza en función de su espesor.
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La figura 13 muestra el compor-
tamiento del ratio de inductancia 
de una trenza recta con respecto a 
la inductancia de un cable redondo, 
(LTRENZA / LCABLE) como una función de la 
relación longitud/anchura (l/a), con el 
espesor de la trenza igual al diámetro 
del cable. 

También hay que señalar que la 
relación 5:1 es el valor por debajo 
del cual la ecuación de la inductancia 
externa de la trenza empieza a dar va-
lores de inductancia demasiado altos, 
dado que una trenza muy ancha se 
acerca a la condición de un plano de 
masa. La figura 14 presenta el valor 
de la inductancia de la trenza LTRENZA 
en función del ratio  (l/a), con el es-
pesor de la trenza igual al diámetro 
del cable.

Comparando la inductancia de un 
conductor cuadrado y un conductor 
redondo, se comprueba que cuando 
el diámetro de un conductor circular 
es igual a la dimensión de los lados de 
un conductor cuadrado, entonces el 
conductor cuadrado presenta una in-
ductancia inferior y una resistencia en 
corriente alterna inferiores. Cuando el 
área de la sección transversal de los 
conductores cuadrados y circulares 
es la misma, entonces la inductancia 
es la misma.  

Comparación de las im-
pedancias cable/trenza

Para calcular el valor permitido 
máximo de la impedancia en el siste-
ma de conexión a tierra se requieren 
dos entradas de datos básicos:
• La sensibilidad del circuito víctima

como tensión en modo común, 
en función de la frecuencia y la 
duración del pico perturbador, y

• La amplitud de la corriente que
fluirá a través de la impedancia 
común de tierra, en función de la 
frecuencia y o de la duración del 
pico perturbador.

Mientras que la sensibilidad a las 
interferencias del circuito puede eva-
luarse teóricamente o experimen-
talmente, conocer la amplitud de la 
corriente culpable del problema de 
CEM podría ser mucho más difícil. 
En un sistema complejo que implica 
tener muchos subsistemas, es difícil 
predecir las trayectorias de las co-
rrientes de tierra y las características 
de cada una.

Como ya se ha visto, para una lon-
gitud del conductor (l) << longitud 
de onda (λ) , su impedancia total es:

Z = R(CA o CC) + jω LEXT

La sustitución de un conductor 
circular por una trenza con un es-
pesor que se aproxima o iguala al 
diámetro del cable, pero con una 
anchura mucho mayor, reduce la in-
ductancia. A 10 Hz, la impedancia 
es igual al valor de la resistencia del 
cable, pero incluso a frecuencias del 
orden de los 10 kHz, la impedancia 
es significativamente mayor que el 
valor de la resistencia debido a la 
auto-inductancia.

Figura 13. Ratio inductancias  LTRENZA / LCABLE  en función del ratio  l/a , en comparando la trenza 
y el cable redondo con espesor trenza = diámetro cable.

Figura 14. Inductancia de la trenza LTRENZA en función del ratio l/a, en comparando la trenza 
y el cable redondo con espesor trenza = diámetro cable

En la figura 15 se compara gráfi-
camente las impedancias de los ca-
bles y las trenzas en función de la 
frecuencia. Los parámetros son h = 
5 cm y las longitudes son de 10 a 25 
cm. Para cada longitud, la sección 
del cable es igual a la sección de la 
trenza. Se comprueba que en cada 
longitud, la impedancia de la trenza 
es inferior a la impedancia del cable, 
demostrando la conveniencia de usar 
trenzas en lugar de cables.

Conclusiones

Se han analizado y calculado la 
resistencia en continua y en alterna, 
la inductancia externa y la impedancia 
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de los cables redondos y de las tren-
zas de cobre con valores adecuados 
a la aplicación de la conexión de la 
puerta con el cuerpo de un armario 
industrial, para reducir la impedancia 
y con ello la diferencia de potencial. 

A igualdad de longitud, el uso 
de una trenza reduce la impedancia 
con respecto al uso de un cable. La 
metodología usada se puede apli-
car a cualquier otro tipo de unión 
equipotencial en estructuras o chasis 

en general (máquinas, mallados de 
tierra de edificios, estructuras, chasis, 
trenes, camiones, etc) para reducir 
la impedancia y en consecuencia la 
diferencia de potencial entre sus di-
versos puntos. Se debe destacar que 
se deben tener en cuenta las limi-
taciones de cálculo de las fórmulas 
simples aquí utilizadas. Hay el riesgo 
de tomar los resultados como buenos 
y aplicarlos en circunstancias reales 
muy distintas de las que aquí se han 

expuesto con sus limitaciones. En 
una instalación industrial compleja se 
deben hacer mediciones en una gran 
cantidad de situaciones para tener un 
abanico de valores probables a tener 
en cuenta en un diseño, junto con 
unas recomendaciones genéricas de 
buenas prácticas. 

Figura 15. Comparación de las impedancias de los cables y de las trenzas en función de la 
frecuencia, con la misma sección y  h = 5 cm. 
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de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo
como puedan ser los de las cizallas
de marcado y corte donde el tiempo
de ciclo de control puede ser crítico.

Como otra novedad en la gama
de controladores de máquina de la
familia Sysmac, la CPU del contro-
lador NX7 incorpora 2 puertos de
Ethernet (GigaEthernet) que per-
mite montar dos redes EtherNet in-
dependientes, lo que dota a la má-
quina de una mayor escalabilidad
y flexibilidad a la hora de integrar
el controlador de máquinas NX7
en redes de planta y/o comunicar
con otros dispositivos, así como
una mayor velocidad debido a la
eficiente gestión que el controla-

dor hace de los puertos gracias a
su microprocesador de 4 núcleos,
velocidad que se deja notar espe-
cialmente en máquinas con un uso
intensivo de CPU y alta carga de
comunicaciones.

Por tanto, si estamos frente a
una máquina Premiun donde las
exigencias tecnológicas son las más
elevadas, o ante una línea donde el
número de ejes a controlar es eleva-
do, exigiendo una alta carga de red
y CPU, así como cuando estamos
frente a una línea con múltiples
controladores, NX7 es la solución
más completa, acertada y rentable,
gracias a:
� Procesador i7 multinúcleo de

2.3GHz.

� Doble módulo de control de mo-
tion, con capacidad de controlar
hasta 256 ejes mediante el bus
EtherCat, y hasta 512 esclavos
en la red de máquina, con unos
tiempos de ciclo mínimos de has-
ta 125 μs.

� Doble red EtherNet IP, plena-
mente integrado en la familia
Sysmac, y totalmente compati-
ble es la solución más completa,
acertada y rentable.  

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables
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